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•	 Leistungselektronik
•	 Advanced Packaging
•	 Resiliente Fertigung
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Wissen, das bleibt.

Der Elektronikfertig ung  g e ht d e rze it 
le ise , ab e r stetig  e ine r ihrer w e rt-
v ollsten Prod uktionsfaktoren v e r-
loren. W enn erfahrene Prozess-
experten in d e n Ruhestand  g e -
hen, ne hm en sie  jahrze hnte-
lang e s im plizites W issen m it. 
Das Gespür d afür, w ann e in 
Druc kprozess kippt. Die  Intui-
tion, w e lc he  Param eter b e i 
 w e lc he m  Board  d e n U ntersc h ie d  
m ac hen. All d as v e rsc hw ind e t m it 
je d e m  Ab sc h ie d  aus d e r Fertig ung .
Im  Interv ie w  m it d e r neuen Gesc häfts-
führung  v on Koh Young  Europe fällt e in Satz, 
d e r  d ie se s Prob lem  auf d e n Punkt b ring t: „Fehler finden können viele. 
Wir optimieren Prozesse.“ W as zunäc hst w ie  e in M arketing c laim  kling t, 
b e sc hre ib t e ine n fund am entalen W and el. Inspektion ist nic ht m e hr d e r 
Sc hlusspunkt e ine r Linie , sond e rn ihr N erv e nsystem . W er Ab w e ic hung e n 
erst am  End e  erkennt, hat b e re its M aterial, Ze it und  Geld  v e rb rannt. W er 
sie  früh erkennt und  autom atisc h g e g e nsteuert, hält d e n Prozess stab il – 
auc h ohne d e n Spezialisten, d e r nac h 35 Jahren se ine n Spind  ausräum t.
Gle ic hze itig  ze ig t d e r Blic k in d ie  Branc he, d ass d e r M arkt w ie d e r Fahrt 
aufnim m t. Aufg e sc hob e ne Inv e stitionen w e rd e n nac h g e holt und  d e r M it-
telstand  b e stellt w ie d e r M asc h ine n. Doc h d ie  alte Planb arke it ke hrt nic ht 
zurüc k. W er heute inv e stie rt, m uss flexib le r d e nken als v or fünf Jahren.
Genau hie rfür b ie te t d as EPP InnovationsFORUM+ am  15. April in d e r 
Kong resshalle Böb ling e n d e n ric htig e n Rahm en. V ie r Keynotes ord nen e in, 
w o d ie  Elektronikfertig ung  ste ht – v on Supply-Chain-Resilie nc e  üb e r d ig i-
tale Holog raphie  b is hin zu Ad v anc e d  Pac kag ing . Üb e r 30 T e c hnolog ie -
partner ze ig e n in d e r Tab letop-Ausstellung , w as heute um setzb ar ist. U nd  
b e im  „Spätzle &  Sc hw ätzle“ am  V orab e nd  kann m an in entspannter 
 Atm osphäre m it Entsc he id e rn ins Gespräc h kom m en, d ie  v or ähnlic he n 
 Herausford e rung e n ste he n. Ic h freue m ic h d arauf, Sie  d ort zu treffen!

Fre d e ric k Rind le
Chefre d akteur EPP
fre d e ric k.rind le@ konrad in.d e

» EDITORIAL

LinkedIn: 
bit.ly/36aMJh1
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+49 8153 9308-0
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LinkedIn: 
bit.ly/36aMJh1

FOLGEN SIE UNS AUCH AUF

Eine Platinen-Förderstrecke von Schnaithmann sorgt bei einem 
Automobilzulieferer für den sicheren Transport von sensiblen 
Leiterplatten.  
» Seite 36
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Forum: Zukunft der  
Elektronikfertigung gestalten

 A m  15. A p ril 
fin det in  der 
K o n g ressh alle 
in  B öblin g en  
die Veran stal-
tu n g  für die 
Elektro n ikfer-
tig u n g  statt:   
das EPP In n o v atio n sFO R U M  2026.  
A n  n u r ein em  Tag  erh alten  Sie p raxisn ah e 
In fo rm atio n en  zu  allen  A sp ekten  der Ferti-
g u n g . In  zw ei p arallelen  Sessio n s fin den  
Fach v o rträg e zu  Praxislösu n g en  statt, ein -
g erah m t v o n  u n abh än g ig en  Keyn o tes. In  
der Tableto p -A u sstellu n g  p räsen tieren  über 
30 Tech n o lo g iep artn er ih re In n o v atio n en .  
N u tzen  Sie die M ög lich keit zu m  A u stau sch  
m it E n tsch eidern  der B ran ch e.

https://epp.industrie.de/
innovationsforum-deutschland/

17. & 18. Juni 2026

 �Hochinteressantes Fachvortrags-Programm

 �Hands-On Sessions an Maschinen und Systemen

 �„State of the art“-Fertigungsequipment live vor Ort

 ��Erstmals im Programm: Halbleiterfertigung und 
Mikromontage

 ��Über 20 Partnerunternehmen und mehr als  
30 Experten für alle Fragen zu Prozessen,  
Technologie und Automatisierung

 ��Buchen Sie Ihren Slot für Individuelle Prozess- 
beratung!

 ��2 Tage und Abendveranstaltung für intensives 
Networking

Ein Event, über 20 Aussteller aus 
allen Bereichen der Elektronik- 
fertigung!

GLOBAL. AHEAD. SUSTAINABLE.

Jetzt informieren,  
anmelden und  
kostenlose  
Teilnahme sichern!

EXPERTISE. TRENDS. LÖSUNGEN.

ELEKTRONIKFERTIGUNG

7. TECHNOLOGIE- 
FORUM

https://www.linkedin.com/showcase/54149278/
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Recyceltes Siliciumcarbid wird zum Hightech-Rohstoff

Schunk Group errichtet Europas erste SiC-Kreislauffabrik

L a nd es N o rd rhein-W estfa len und  d er Eu-
ro p äisc hen U nio n – insgesa m t 30 M illio -
nen Euro  a us d em  Just T ra nsitio n Fund  
(JT F) fließ en in d en Aufba u. 
Ziel ist es, d o rt künftig bis zu 6.000 T o n-
nen rec yc eltes Ro h-SiC p ro  Ja hr herzu-
stellen. Ein wegweisend er Sc hritt hin zu 
einer na c hha ltigen, una bhängigen Ro h-
sto ffverso rgung in Euro p a . 

Acheson-Verfahren versus 
RecoSiC-Verfahren
Silic ium c a rbid  wird  seit über 100 Ja hren 
na c h d em  so gena nnten Ac heso n-V erfa h-
ren hergestellt. Dieses V erfa hren benötigt 
rund  7,15 M W h elektrisc he Energie p ro  
p ro d uzierter T o nne SiC – etw a  so  viel, wie 
ein d urc hsc hnittlic her H a usha lt in zwei 
Ja hren verbra u c ht. N eben d em  ho hen 
Energieeinsa tz entstehen d a bei a u c h er-
heblic he CO2-Em issio nen: im  Sc hnitt rund  
4,2 T o nnen CO2 p ro  T o nne SiC, teils rea k-
tio nsbed ingt, teils d urc h d ie Stro m erzeu-
gung. Die ko nventio nelle SiC-Pro d uktio n 
steht d a m it zunehm end  im  W id ersp ruc h 
zu d en Zielen m o d erner Ind ustriep o litik. 
M it d em  p a tentierten Rec o SiC-V erfa hren 
geht d ie Sc hunk Gro up  einen neuen W eg. 
Da bei werd en Reststo ffe und  N ebenp ro -

Silic ium c a rbid  (SiC) sp ielt eine zentra le 
Ro lle in vielen Ho c htec hno lo giebra nc hen 
– etw a  in d er H a lbleiterind ustrie, in So -
la ra nla gen o d er in d er tec hnisc hen Kera -
m ik. Der extrem  ha rte und  tem p era turbe-
ständ ige W erksto ff gilt a ls unverzic htba r 
für Anwend ungen, bei d enen höc hste 
M a teria la nfo rd erungen gefra gt sind . Die 
Kehrseite: Die herköm m lic he Herstellung 
vo n SiC ist sehr energieintensiv. Da s Re-
c o SiC-V erfa hren so ll d a s änd ern.
Bis zu 4,2 T o nnen CO2 entstehen p ro  p ro -
d uzierter T o nne SiC, verursa c ht d urc h 
c hem isc he Rea ktio nen und  d en d a für be-
nötigten Stro m . Gena u hier setzt d a s Re-
c o SiC-V erfa hren a n: Entwic kelt vo n d er 
ESK-SIC Gm bH, einem  U nternehm en d er 
Sc hunk Gro up , in Ko o p era tio n m it d em  
Fra unho fer IKT S, erm öglic ht es erstm a ls 
d ie sto fflic he Rüc kführung vo n SiC-Rest-
sto ffen zu ho c hwertigem  Ro hm a teria l, 
ga nz im  Sinne d er ind ustriellen Kreisla uf-
wirtsc ha ft. 
Am  Sta nd o rt Frec hen bei Köln entsteht 
d erzeit ein Pro jekt m it interna tio na ler 
Stra hlkra ft: Die weltweit erste Silic ium -
c a rbid -Fa brik, d ie vo llständ ig na c h d en 
Prinzip ien d er Circ ula r Ec o no m y a rbeitet. 
M öglic h wird  d a s d urc h d ie Förd erung d es 

Künftig werden auch defekte oder verbrauchte 
keramikhaltige Komponenten als Basis für hoch-
wertiges SiC genutzt werden können.
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d ukte, d ie bei d er SiC-Pro d uktio n, Pulver-
a ufbereitung und  W eitervera rbeitung 
entstehen, zu ho c hreinem  Silic ium c a rbid  
(über 98 %  Reinheit) um gew a nd elt. Der 
Pro zess ba siert a uf einem  therm o c hem i-
sc hen Rec yc linga nsa tz, d er gezielt a uf d ie 
Eigensc ha ften d ieser Sekund ärro hsto ffe 
a bgestim m t ist. N a c h d er U m w a nd lung 
wird  d a s M a teria l in d ie bestehend en Pro -
d uktio nsp ro zesse überführt. Die M a teria l-
kennwerte d es rec yc elten SiC sind  ver-
gleic hba r o d er so ga r besser a ls bei her-
köm m lic hen Prim ärp ro d ukten.

 Ende Mai 2026 endet Bewerbungsfrist

PCB Design Award zeigt Exzellenz im Baugruppendesign

c hungen d ie jeweilige Aufga benstellung 
m eistern. T eilnehm en können a lle Ba u-
grup p end esignerinnen und  -d esigner a us 
Deutsc hla nd , Ö sterreic h o d er d er Sc hweiz. 

W a s o ft im  V erbo rgenen d er Gehäuse 
bleibt, rüc kt d er Fa c hverba nd  Elektro nik-
d esign und - fertigung FED nun wied er ins 
Ra m p enlic ht: Da s L a yo ut ko m p lexer Ba u-
grup p en. M it d er a c hten Aussc hreibung 
d es PCB Design Aw a rd s setzt d er V erba nd  
sein Enga gem ent fo rt, d ie a nsp ruc hsvo lle 
Arbeit im  Ba ugrup p end esign zu würd igen. 
Bis zum  31. M a i können Ba ugrup p end e-
signerinnen und  -d esigner a us d em  
d eutsc hsp ra c higen Ra um  ihre Arbeiten 
einreic hen.
„Beim  PCB Design Aw a rd  stehen d ie De-
signerinnen und  Designer und  ihre a n-
sp ruc hsvo llen L ösungen im  M ittelp unkt“, 
beto nt Erika  Reel, FED-V o rsta nd  Design.
Eine Fa c hjury bewertet, wie d ie Einrei-

Der Fachverband Elektronikdesign und- fertigung (FED) lobt zum achten Mal den renommierten PCB 
Design Award aus.
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V ier Ka tego rien bild en d a s W ettbewerbs-
feld : 3D/Ba ura um ; High Po wer; High Den-
sity und  Einfa c h genia l.
www.p c b-d esign-a w a rd .d e

» NEWS & HIGHLIGHTS

https://www.esk-sic.de/
https://ikts.fraunhofer.de
https://www.fed.de
https://www.pcb-design-award.de
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Personalie

Essemtec: Nikutowski wird Director EMEA Sales 

Marc Nikutowski wurde zum Director EMEA Sales 
ernannt.
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Essem tec  gib t d ie Ernennung vo n M ar c  
N ik uto w sk i zum  Direc to r, EM EA Sales b e-
k annt. Dieser strategisc he Sc hr itt unter-
streic ht das Engagem ent des Anb ieter s 
vo n flexib len SM T-Pr o d uk tio nsanlagen 
und fo rtsc hr ittlic hen Do sier lö sungen, d ie 
Kundennä he w eiter zu stä r k en, Vertr ieb s-
ak tivitä ten in der EM EA-Regio n zu har-
m o nisieren und das W ac hstum  in Eur o pa, 
dem  N ahen Osten und Afr ik a gezielt vo -
ranzutreib en.
Seit seinem  Eintr itt b ei Essem tec  als Head 
o f Sales Ger m any hat M ar c  N ik uto w sk i 
seine Führungsstä r k e und sein M ar k tver-
stä ndnis so w ie seinen k undeno r ientierten 
Ansatz unter Bew eis gestellt. Seine Er-
nennung in d ie erw eiterte EM EA-Ro lle 
w ür d igt so w o hl seinen b isher igen Beitrag 
als auc h seine Fä higk eit, in einem  inter-
natio nalen und m ultik ulturellen Um feld 
erfo lgreic h zu agieren.

M ar c  verfügt üb er m ehr als 20 Jahre Er-
fahrung in Vertr ieb sführung, Supply-
Chain-M anagem ent und strategisc her 
Gesc hä ftsentw ic k lung in der Elek tr o nik - 
und H ightec h-Industr ie. Vo r seiner Tä tig-
k eit b ei Essem tec  hatte er leitende Po si-
tio nen unter anderem  b ei EIZO Tec hno lo -
gies Gm b H, N CAB Gr o up, ASM  Assem b ly 
System s und Siem ens inne, w o  er nac h-
haltiges W ac hstum  auf regio naler und in-
ternatio naler Eb ene vo rantr ieb  und lang-
fr istige Kundenb eziehungen aufb aute.
In seiner neuen Ro lle w ir d  M ar c  N ik u-
to w sk i d ie EM EA-Vertr ieb so rganisatio n 
vo n Essem tec  leiten, regio nale Strategien 
ausr ic hten und gleic hzeitig d ie lo k ale N ä -
he und m aßgesc hneiderten Lö sungen si-
c her stellen. Er w ir d  parallel dazu w ie b is 
b isher d ie Regio nen Bayern, Baden-W ürt-
tem b erg, neue deutsc he Bundeslä nder 
und Öster reic h d irek t b etreuen.

‹ �3D-Messfähigkeit auf dem 
höchsten Stand der Technik

‹ �Erweiterte Messfähigkeit 
durch 3D-Seitenkameras

‹ �Programmierung und 
Optimierung auf Basis  
künstlicher Intelligenz

Mit Abstand 
die beste 3D AOI Lösung

Koh Young Europe GmbH
Industriegebiet Süd E4
63755 Alzenau
Tel. 06188 9935663
E-Mail: europe@kohyoung.com
www.kohyoung.com

https://essemtec.com/
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EPP InnovationsFORUM 2026 am 15. April 2026 in Böblingen

 Zukunft der Elektronikproduktion  
gemeinsam gestalten
U nsich ere A u ftrag slag e, K o stendru ck d u rch  sinkende M arg en u nd v ersch ärfter 
W ettbew erb zw ing en U nterneh men, ih re Effizienz zu  steig ern u nd g leich zeitig  
N ach h altig keitsv o rg aben zu  erfüllen. D as EPP Inno v atio nsFO R U M +  bietet am  
15. A p ril 2026 in B öbling en in der K o ng ressh alle eine Plattfo rm, u m diese  
Th emen stru ktu riert zu  disku tieren. 

D ie Vera n sta ltun g k on zen triert sich  
a uf vier Bereich e: zuk un ftsw eisen de 

Prozesse für die Elek tron ik fertigun g, Digi-
ta lisierun g un d k ü n stlich e In telligen z in  
der Produk tion , Autom a tisierun gslösun -
gen  sow ie in n ova tive Qua litätssich erun g. 
Jedes Sch w erp un k tth em a  b egin n t m it ei-
n er Keyn ote von  Vertretern  a us W irt-
sch a ft un d W issen sch a ft. Im  An sch luss 
p räsen tieren  Tech n ologiea n b ieter ih re Lö-
sun gsa n sätze. Die Vorträge la ufen  ga n z-
tägig in  zw ei p a ra llelen  Session s, soda ss 
Teiln eh m er zw isch en  den  Th em en  w äh len  
k ön n en .

tegisch e Ein sch ätzun gen  a ls a uch  k on k re-
te Um setzun gsb eisp iele.

Die vier Keynotes
• Digita le Hologra p h ie –  Präzision  un d 

Gesch w in digk eit für die Produk tion  von  
m orgen

Prof. Dr. Da n iel Ca rl, stellv. In stitutsleiter 
Ab teilun gsleiter Produk tion sk on trolle PK 
b eim  Fra un h ofer IPM :
Digita le Hologra p h ie k a n n  100 M illion en  
3D-M essp un k te m it Sub -M ik rom eter-Hö-
h en p räzision  in  Sek un den b ruch teilen  er-
fa ssen . Da b ei k ön n en  a uf flexib el ein stell-
b a ren  M essfeldern  gleich zeitig sp iegeln de 

Die Veranstaltung am 15. April 2026 bietet genug Möglichkeit, die Tabletop-Ausstellung der Partner zu besuchen und ausreichend Networking zu betreiben.
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» MESSEN & VERANSTALTUNGEN

Wissenschaftliche Einord-
nung und Praxisbeispiele

„Die Kom b in a tion  a us un a b h än gigen  Key-
n otes un d Herstellervorträgen  gib t den  
Teiln eh m ern  zw ei Persp ek tiven “, erläutert 
Frederick  Rin dle, Ch efreda k teur der EPP. 
„Die w issen sch a ftlich en  Vorträge ordn en  
ein , w o die En tw ick lun g steh t un d w oh in  
sie geh t. Die In dustrievorträge zeigen , 
w a s h eute b ereits um setzb a r ist.“ Diese 
Struk tur un tersch eidet die Vera n sta ltun g 
von  rein en  Fa ch m essen , b ei den en  Aus-
steller ih re Produk te p räsen tieren , eb en so 
w ie von  Kon gressen  oh n e In dustrieb etei-
ligun g. Teiln eh m er erh a lten  sow oh l stra -
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und  raue Ob e rfläc he n g e m essen w e rd e n, 
w as d ie  T e c hnolog ie  für d ie  Q S  in d e r 
Ele k tronik fertig ung  b e sond e rs interessant 
m ac ht.

• Dig ital T w in m e e ts Autom ation
T hom as M üc k l, Ex e c utive Consultant 
 Glob al Eng ine e ring  b e i d e r Zollner 
 Ele k tronik  AG:
Der Dig ital T w in b ild e t Ele k tronik  Ferti-
g ung sab läufe virtuell ab  – von S M T  Linie n 
b is End m ontag e . S im ulation valid ie rt Lay-
outs, Autom atisie rung sk onzepte und  Ro-
b otik , optim ie rt M aterialfluss und  ver-
k ürzt Inb e trie b nahm en.

• Ad vanc e d  Pac k ag ing  für innovative 
Ele k tronik  – auc h in k le ine n S tüc k -
zahlen

Dr.-Ing . Karl-Peter Fritz, Institutsle itung  
b e i Hahn-S c h ic k ard  in S tuttg art:
S trate g ie n für resilie nte Lieferk e tten in 
d e r Halb le ite rb ranc he  zie len d arauf ab , 
d ie  e x trem e Ab häng ig k e it Europas von 
Fernost zu verring e rn. Der Vortrag  ze ig t 
innovative und  fle x ib le  W e g e  auf, w ie  
d ie s spezie ll für Applik ationen m it k le ine -
ren S tüc k zahlen g e ling e n k ann.

FAQ zum EPP InnovationsFORUM+ 2026

Für wen ist das InnovationsFORUM+ gedacht?
Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungs-
kräfte aus der Elektronikfertigung: Produktionsleiter, 
Fertigungsplaner, Technische Leiter, Qualitätsmanager, 
Entwicklungsleiter, Geschäftsführer von EMS-Betrie-
ben sowie Einkäufer und Projektleiter, die Investitions-
entscheidungen vorbereiten.

Was unterscheidet das InnovationsFORUM+ von 
 einer Fachmesse?
Anders als Messen kombiniert das Forum wissen-
schaftliche Keynotes von Forschungseinrichtungen mit 
Praxisvorträgen von Technologieanbietern. Jedes The-
ma wird zunächst unabhängig eingeordnet, bevor kon-
krete Lösungen präsentiert werden. 

Welche Themen werden 2026 behandelt?
Zukunftsweisende Prozesse für die Elektronikferti-
gung, Digitalisierung & Künstliche Intelligenz in der 
Produktion, Lösungen für die Leistungselektronik so-
wie Nachhaltigkeit, Energieeffizienz & Green Producti-
on. Ergänzend werden Additive & resiliente Fertigung 
und Advanced Packaging behandelt.

Wie ist der Tag strukturiert?
Jedes der vier Schwerpunktthemen startet mit einer 
Keynote. Danach folgen ganztägig Fachvorträge in zwei 
parallelen Sessions. Teilnehmer können zwischen den 
Themen wählen und Sessions wechseln. Pausen und 
Mittagessen bieten Zeit für Networking und Gespräche 
in der Tabletop-Ausstellung.

• S upply Chain Resilie nc e  – Lieferk e tte 
und  Resilie nz aus d e r S ic ht e ine s  
Le ite rplattenherstellers

M anuel M artin, Area S ales M anag e r b e i 
d e r KS G Group.

Kompakte Ausstellung  
mit Rundgängen
Üb e r 30 Partner präsentie ren ihre T e c hno-
log ie n in e ine r Tab letop-Ausstellung . An-
d e rs als auf g roßen M essen org anisie rt 
d ie  EPP-Re d ak tion g eführte Rund g äng e  
zu versc h ie d e ne n S c hw e rpunk ten. Die se 
S truk tur soll Besuc he rn helfen, g ezie lt re-
levante Anspre c hpartner zu find e n. Die  
Ausstellung  ist w ährend  d e r g e sam ten 
Veranstaltung  zug äng lic h, sod ass T e ilne h-
m er zw isc he n Vorträg e n und  Gespräc he n 
m it Anb ie te rn w e c hseln k önnen.

Networking mit  
Fachpublikum
Ein w ic htig e r Aspe k t d e r Veranstaltung  ist 
d e r Austausc h zw isc he n d e n T e ilne hm ern. 
Be im  M ittag e ssen und  in d e n Pausen ha-
b e n Entsc he id e r d ie  Gele g e nhe it, sic h m it 
Kolle g e n aus and eren U nterne hm en aus-
zutausc he n, d ie  vor ähnlic he n Aufg ab e n 
ste he n. Am  Vorab e nd , d e m  14. April, fin-
d e t e in Get-tog e ther statt. U nter d e m  T i-

tel „S pätzle &  S c hw ätzle “ k önnen T e il-
ne hm er, Aussteller und  Referenten sic h 
b e re its vor d e r e ig e ntlic he n Veranstaltung  
k e nnenlernen. Die  Anm eld ung  erfolg t zu-
sam m en m it d e r Eventre g istrie rung .

Das Konzept des  
InnovationsFORUM+
Das InnovationsFORU M + w urd e  2024 neu 
k onzipie rt. Anstatt w ie  b e i e ine r k lassi-
sc he n Vortrag sre ihe  führte d ie  Re d ak tion 
d as S ystem  m it Keynotes und  parallelen 
S e ssions e in. Die  Resonanz fie l positiv 
aus: 2024 k am en üb e r 220 T e ilne hm er 
nac h Le infeld e n-Ec hterd ing e n, 2025 setz-
te sic h d ie se  Entw ic k lung  fort. „W ir hab e n 
b e i d e r N euk onzeption b e w usst auf e inen 
effizie nten Ab lauf g eac htet“, sag t Rind le. 
„Vie le unserer Besuc he r sind  Ex perten m it 
b e g re nzten Ze itressourc e n. Ein Tag  m it 
struk turie rtem  Prog ram m  lässt sic h le ic h-
ter in d e n T e rm ink alend e r inte g rie re n als 
m e hrtäg ig e  Veranstaltung e n.“
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smartProLog: Logistik neu gedacht! 
Stillstände, Fehlbestände und Intransparenz im Materialfluss kosten Zeit und Geld. Mit smartProLog 
sichern Sie eine durchgängige, flexible und skalierbare Materiallogistik – voll individuell anpass-
bar an Ihre Abläufe – vom Wareneingang über die Lagerung bis zur Rückverfolgung. Für maximale 
Effizienz, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit. 

Effiziente Elektronikfertigung beginnt 
beim Materialfluss 

Moderne Produktionslinien allein reichen nicht aus. 
Entscheidend ist, dass das Material jederzeit verfüg-
bar, korrekt gelagert, in der richtigen Rüstreihenfolge 
ausgelagert und lückenlos rückverfolgbar ist. Fehlbe-
stände, lange Suchzeiten oder unklare Bestände füh-
ren sonst schnell zu Stillständen. Genau hier setzt 
smartProLog, die modulare Lager- und Logistiklösung 
von smartTec, an. Die Grundidee ist einfach und konse-
quent: Das richtige Material – in der richtigen Menge – 
zur richtigen Zeit – am richtigen Ort. Besonders bei 
empfindlichen MSL-Bauteilen ist eine lückenlose 
Steuerung und Dokumentation unverzichtbar. Mit 
smartProLog behalten Unternehmen jederzeit den 
Überblick und sichern einen reibungslosen Produkti-
onsablauf. smartProLog überzeugt durch Modularität 
in Hard- und Software, vollständige Automatisierbar-
keit und nahtlose Integration in jede Umgebung – von 
manuell bis zur vollautomatisierten High-End-Lösung. 
Unternehmen können klein starten und das System 
Schritt für Schritt erweitern. Dank des Baukastenprin-
zips wächst smartProLog mit den Anforderungen und 
schützt so Ihre Investition. 

Die smarten Bausteine im Überblick 
smartInScan – intelligente Wareneingangslösung: 

Von kompakten Table-Top-Stationen bis zu High-Volu-
me-Zellen mit Fördertechnik. Die KI-Autofokus-Kamera 
erfasst verschiedenste Barcodes und Klartexte. Die 
Software identifiziert freie Flächen auf der Rolle und 
platziert dort automatisch eine Unique-ID. Ein Höhen-
sensor misst präzise die Rollenstärke. Alle Daten wer-
den automatisch dokumentiert und ins ERP-System 
übertragen – für eine maximale Genauigkeit und lü-
ckenlose Rückverfolgbarkeit ab dem Wareneingang. 
smartSLoad – effiziente Rollenlogistik: Ergonomische 
Pike-Trolleys ermöglichen das Be- oder Entladen von 
bis zu 120 Rollen gleichzeitig. Eine separate Öffnung er-
laubt zudem das spontane Hinzufügen oder Entneh-
men einzelner Rollen. Die Rollenübergabe erfolgt über 
einen Vakuum-Gripper – schonend, zuverlässig und si-
cher. Ideal für strukturierte und effiziente Materialflüs-
se. smartCCount – präzise Bestandskontrolle: X-Ray-
Technologie und preisgekrönte Nordson-Software sor-
gen für über 99,9 % Genauigkeit. Ob manuelle Zählung 
oder Inline-Integration – smartCCount macht Inventu-
ren überflüssig und gewährleistet jederzeit transparen-
te und korrekte Lagerbestände. Remote-Control ermög-
licht die Steuerung auch aus der Ferne. 
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ANSPRECHPARTNER

Herr Uwe Geisler ist Gründer und Gesellschafter- 
Geschäftsführer der smartTec GmbH.
Sein Fokus liegt auf den Geschäftsbereichen smartProLog 
(Professional Logistic Solution) und SCCE (Soldering  
Competence Center Europe).

Ansprechpartner: Uwe Geisler 
Telefon: +49 6106 6670–0
E-Mail:  geisler@smartTec.de
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smartSCab – Hochleistungs-Lagersystem: Modular er-
weiterbar, platzoptimiert und wartungsarm. Ob Rollen, 
Trays, Leiterplatten oder Schnipsel – alles wird automa-
tisiert und systematisch eingelagert. Ein besonderes 
Alleinstellungsmerkmal: Das komplette System kommt 
ohne Pneumatik aus – einzigartig am Markt. Dies ga-
rantiert höchste Verfügbarkeit, minimale Störanfällig-
keit und deutlich reduzierte Wartungskosten. 

Robuste Prozesse, maximale Transparenz 
Mit smartProLog sichern Unternehmen robuste Pro-

zesse bei minimalem Störpotenzial. Transparenz und 
Rückverfolgbarkeit über den gesamten Materialfluss hin-
weg schützen die Qualität und sparen wertvolle Produk-
tionszeit. Gleichzeitig überzeugt smartProLog mit einem 
hervorragenden Return on Investment und exzellentem 
Price for Performance. Die mit dem productronica Inno-
vation Award ausgezeichnete Lösung belegt technologi-
schen Vorsprung sowie Engineering auf höchstem Ni-
veau. Am 15. April 2026 trifft sich die Elektronikferti-
gungsbranche zum EPP InnovationsFORUM+ in der Kon-
gresshalle Böblingen. Dort kommen führende Expert:in-
nen und Elektronikfertiger zum fachlichen Austausch zu-
sammen. Besuchen Sie den smartTec-Infostand und er-
leben Sie in einer Fachpräsentation, wie smartProLog 
mit Modularität, vollständiger Automatisierbarkeit und 
perfekter Integrationsfähigkeit Ihre Materiallogistik effi-
zienter macht. 

ANZEIGE

FIRMENPROFIL

smartTec ist einer der größten
Lieferanten von Komplettlinien in der Elektronikindustrie in
Europa. Dabei entwickelt und realisiert smartTec individuelle
Linienkonzepte für eine Vielzahl namhafter Kunden, darunter
solche in den Bereichen Automotive, Energie und MedTech.
Diese Linien werden beispielsweise für die Produktion von
Elektronikkomponenten für Windkraftanlagen, Brennstoffzellen,
Elektromobilität, Diabetesdiagnose-Tools und mehr eingesetzt
und tragen somit wesentlich zu wachsenden und zukunftswei-
senden Märkten bei. smartTec bietet ein großes
Portfolio an Systemen. Dies reicht von eigens entwickelten
Automatisierungslösungen (smart.e.connect) und Software-
Solutions (smartControl) bis hin zu Systemen von weltweit re-
nommierten Partnern. Ergänzt wird dieses Portfolio ab sofort
von der professionellen Lager- und Logistiklösung smartProLog,
die das Angebot von smartTec sinnvoll erweitert. 
Mit smartTec erhalten Sie eine auf Ihre individuellen Anforderun-
gen zugeschnittene Komplettlösung.

smartTec – Ihr Partner für die smarte Elektronikfertigung.

smartTec GmbH
Senefelder Str. 2 
63110 Rodgau
www.smartTec.de



12  EPP » 02 | 2026

Projektleiterin Caroline Pannier sieht die Electronica gut aufgestellt

Starke Ausgangslage 
M it dem  A ns pr uch „Em pow er ing the A ll Electr ic Society ” öffnet die Electr onica 
vom  10. bis  13. N ovem ber  2026 in M ünchen ih r e Tor e. D ie neue P r ojek tleiter in 
C ar oline Pannier  s ieh t in der  K üns tliche Intelligenz , der  C y ber-R es ilienz  und 
Ener gieeffiz ienz  die über geor dneten Schlüs s elthem en der  Leitm es s e.

M it dem  An spruch  „Em pow erin g  th e 
All Electric Society” öf f n et die 

Electron ica vom  10. bis 13. N ovem ber 
2026 in  M ün ch en  ih re Tore. Die W eltleit-
m esse der Elek tron ik  präsen tiert w ieder 
die g a n z e Vielf alt a n  Tech n olog ien , Pro-
duk ten  un d Lösun g en  der Bra n ch e, die 
daz u beitra g en , den  W eg  z u ein er All 
Electric Society z u ebn en . 

„W ir freuen  un s seh r, dass die Electro-
n ica 2026 ern eut alle 18 Hallen  des 
M ün ch n er M esseg elän des beleg en  w ird, 
z usa m m en  m it der parallel stattf in den den  
Sem icon  Europa in  z w eiein h alb Hallen “, 
sa g t Exh ibition  Director Carolin e Pa n n ier. 
Da m it deck e die Fach m esse das k om plet-
te Spek trum  der Bra n ch e ab. „Um  bei die-
ser Vielf alt den  Überblick  z u beh alten , h a-
ben  w ir die Hallen struk tur n och  strin g en -

w ir dabei, diese Bereich e z u sch ärfen  un d 
un terg eordn ete Th em en  z u iden tif iz ieren , 
die aus An w en dersich t für die Elek tron ik -
bra n ch e g erade beson ders releva n t sin d.“

Vor k urz em  h at die M esse M ün ch en  ei-
n en  Z uk un ftsm on itor veröf fen tlich t, der 
auf Ausstellerbefra g un g en  der verg a n g e-
n en  13 Ja h re basiert. Dabei sollten  die 
Un tern eh m en  jew eils die a k tuelle un d die 
erw artete z uk ün ftig e W irtsch a ftsla g e ih -
rer Bra n ch e ein sch ätz en . „Die Ausw er-
tun g  der La n g z eita n alyse h at spa n n en de 
Erg ebn isse für un sere Bra n ch e g ebrach t“, 
berich tet Pa n n ier. „Die befra g ten  Elek tro-
n ik un tern eh m en  blick en  m it bem erk en s-
w erter Z uversich t in  die Z uk un ft un d be-
w erten  die w irtsch a ftlich en  Perspek tiven  
deutlich  positiver als die g eg en w ärtig e 
La g e.“ Dieser Optim ism us z eig e g a n z  k lar 
die Sch lüsselrolle der Elek tron ik in dustrie. 
M it ih ren  Lösun g en  un d ih rer In n ovati-
on sk ra ft tra g e sie daz u bei, a k tuelle g e-
sellsch a ftlich e Herausforderun g en  z u be-
w ältig en .

ter un d übersich tlich er g estaltet. Dabei 
w urde auch  der Halbleiterbereich  um  ein e 
g a n z e Halle erw eitert.“

 KI, Cyber-Resilienz  
und Energieeffizienz
Bei den  Ausstellera n m eldun g en  lieg e die 
M esse auf g leich  h oh em  N iveau w ie die 
Vorveran staltun g , h eißt es w eiter. Alle 
Key Player seien  w ieder m it dabei. 

Sch w erpun k te leg t die M esse auf die 
Tren dth em en  dieser Z eit. „W ir h aben  im  
Austausch  m it Bra n ch en vertretern  drei 
überg eordn ete Sch lüsselth em en  iden tif i-
z iert, die derz eit beson ders im  Fok us ste-
h en  un d die a m  En de alle auf die All 
Electric Society ein z a h len : Kün stlich e In -
tellig en z , Cyber-Resilien z  un d En erg ieef-
f iz ien z “, berich tet Pa n n ier. „Derz eit sin d 

Caroline Pannier, neue Projektleiterin der Electronica: „Künstliche Intelligenz, Cyber-Resilienz und 
Energieeffizienz sind die übergeordneten Schlüsselthemen.“
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Die Weltleitmesse der Elektronik bietet eine Büh-
ne für Produktneuheiten, fachlichen Austausch 
und neue Impulse.
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» MESSEN & VERANSTALTUNGEN

https://electronica.de/de/
https://electronica.de/de/
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Enforce Tac 2026

 Sicherheit im Fokus

Ze ntrale  Disk ussionslinie n bild e te n d e r 
Sc h utz k ritisc h e r Infrastruk ture n, Frage n 
d igitale r Re silie nz und  d ie  V e rzah nung 
von Cy be r- und  V e rte id igungsfäh igk e it. 
Dabe i ging e s um  übe rgre ife nd e  T h e m e n 
w ie  d ie  e sse nzie lle  Be d e utung ve rlässli-
c h e r inte rnationale r Koope ratione n, te c h -
nologisc h e r Innovation sow ie  um  strate -
gisc h e  Zie lse tzung und  ope rative  Re alität. 
„Ein ze ntrale s Erge bnis vie le r Ge spräc h e  
w ar d ie  ge m e insam e  Erk e nntnis, d ass e u-
ropäisc h e  Sic h e rh e itsfäh igk e it nur d ann 
tragfäh ig ist, w e nn ind ustrie lle  Le istungs-
fäh igk e it, te c h nologisc h e  Innovation und  
politisc h e  Hand lungsfäh igk e it ine inan-
d e rgre ife n“, e rk lärt V e ranstaltungsle ite rin 
Jasm in Rutk a.

M it m e h r als 1400 Ausste lle rn aus 45 
Länd e rn und  rund  26.500 Fac h be suc h e rn 
aus 100 Länd e rn h at d ie  Enforc e  Tac  2026 
ih re n bislang d e utlic h ste n Entw ic k lungs-
sc h ritt vollzoge n. Im  ve rgange ne n Jah r 
h atte n sic h  noc h  rund  18.500 Be suc h e r 
be i 998 Ausste lle rn inform ie rt. 
Dam it e tablie rt sic h  d ie  Fac h m e sse  für Si-
c h e rh e it und  V e rte id igung als ze ntrale  
e uropäisc h e  Plattform  für strate gisc h e n 
Austausc h , ind ustrie lle  Sk alie rung und  
ve rne tzte  Sic h e rh e itsarc h ite k tur. M it d e m  
Le itth e m a „V e rne tzte  Sic h e rh e it“ se tzte  
sie  d ie se s Jah r e ine n k lare n inh altlic h e n 
Rah m e n. Zah lre ic h e  U nte rne h m e n nutz-
te n d ie  M e sse , um  ne ue  Sy ste m e  in d e n 
Be re ic h e n unbe m annte  Plattform e n, Se n-
sorik , Cy be rte c h nologie n und  ve rne tzte  
Einsatzlösunge n vorzuste lle n.
Das W ac h stum  d e r Enforc e  Tac  ze igte  sic h  
auc h  in ih re r inh altlic h e n T ie fe  und  Sy s-
te m pe rspe k tive . So w urd e  d as M e sse for-
m at um  e ine  e ige nständ ige  Konfe re nz-
e be ne  e rw e ite rt. Die  strate gisc h e n Dis-
k ussione n auf d e r M ain Stage  sow ie  d ie  
innovationsge trie be ne n Be iträge  auf d e r 
Inno Stage  m ac h te n d e utlic h , d ass e uro-
päisc h e  V e rte id igungsfäh igk e it zune h -
m e nd  von Ge sc h w ind igk e it, ind ustrie lle r 
Sk alie rbark e it und  be lastbare n Partne r-
sc h afte n abh ängt.

Zahlreiche Unternehmen nutzten die Enforce Tac, um neue Systeme in den Bereichen unbemannte 
Plattformen, Sensorik, Cybertechnologien und vernetzte Einsatzlösungen vorzustellen.
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M it d e r Arm ore d  Forc e s Are a h abe n d ie  
V e ranstalte r d ie se s Jah r e rstm als e ine n 
e ige nständ ige n Sc h w e rpunk t für land ge -
bund e ne  m ilitärisc h e  Fäh igk e ite n ge se tzt. 
Die  ne ue  Sond e rfläc h e  soll e ine n be w uss-
te n program m atisc h e n Aufsc h lag m ark ie -
re n und  ab 2027 fe st in d ie  Halle nstruk tur 
inte grie rt und  w e ite re ntw ic k e lt w e rd e n. 
Be re its je tzt ist d ie  k om m e nd e  Ausgabe  
2027 nah e zu ausge buc h t. „Die  Enforc e  
Tac  unte r d e r Sc h irm h e rrsc h aft d e s Bun-
d e sk anzle rs h at sic h  als füh re nd e  Fac h -
m e sse  in De utsc h land  für inne re  und  äu-
ße re  Sic h e rh e it be w äh rt“, sagt N ürnbe rgs 
Obe rbürge rm e iste r M ark us König. „Dam it 
be se tzt d ie  N ürnbe rgM e sse  e ine s d e r ze n-
trale n T h e m e n unse re r Ze it.“

www.enforcetac.com
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Neue Expo für Elektronikfertigung EFX nimmt Gestalt an

Mehr als eine Fachmesse
Sieben M onate vor  dem  Star t der  EFX – Expo for  Electr onics  M anufactur ing, die 
vom  06. bis  08.10.2026 auf dem  M es s egelä nde in Stuttgar t s tattfindet, nim m t das  
neue B r anchenevent fü r  die Elektr onikfer tigung s ichtbar  G es talt an.

B e re its 100 ausste lle n de  Un te rn e h m e n  
h abe n  ih re  Te iln ah m e  an  de r EFX  z u-

g e sag t. Sie  de ck e n  die  g e sam te  W e rtsch öp-
fun g sk e tte  de r Ele k tron ik fe rtig un g  ab. Er-
g än z t w ird das Spe k trum  durch  EM S-Un -
te rn e h m e n  un d w e ite re  Fe rtig un g s- un d 
En tw ick lun g sdie n stle iste r. Ein  w e ite re r Fo-
k us lie g t auf Zuk un ftsfe lde rn  w ie  Nach h al-
tig k e it, Kre islaufw irtsch aft un d Re cyclin g .

M it de r e rste n  Halle n aufplan un g  ist de r 
Rah m e n  für die  Pre m ie re  de r EFX  g e se tz t. 
Die  Ausste llun g sfläch e n  bilde n  die  w ich -
tig ste n  Station e n  de r Ele k tron ik fe rtig un g  
ab un d w e rde n  durch  m e h re re  Hig h lig h t- 
un d Son de rfläch e n  struk turie rt. 
Hie r ste h t das N e tw ork in g  im  Vorde rg run d:
• In  de r EFX -Lobby starte n  die  Be such e r 

m it e in e m  W e lcom e -Coffe e  in  de n  Tag . 
Dort e rh alte n  sie  Orie n tie run g , rich te n  
die  Eve n t-App e in  un d k n üpfe n  e rste  
Kon tak te .

• Die  EFX -Bar die n t als Ch at-& -Sn ack -
Are a un d in spirie re n de m  M e e tin g -Poin t 
für Barcam ps un d Talk s z u Que rsch n itts-

• In n ovative  Karrie re - un d Re cruitin g -For-
m ate , Hoch sch ulbe te ilig un g e n  un d vie l-
fältig e  N e tw ork in g -Form ate  run de n  das 
Bild ab.

Keine Fachmesse, sondern 
modernes Business-Event
Die  EFX  ve rste h t sich  be w usst n ich t als 
k lassisch e  Fach m e sse , son de rn  als m ode r-
n e s Busin e ss-Eve n t. Ein  w an de lbare s Kon -
z e pt in  de r Halle  sorg t tag sübe r für M e sse -
atm osph äre  un d ve rw an de lt die  Fläch e  am  
späte n  Nach m ittag  un d Abe n d in  e in  
Eve n tse ttin g  m it M usik  un d Loun g e -Ch a-
rak te r. So e n tste h t e in  durch g än g ig e s, 
e m otion ale s Ge sam tbild vom  M e sse tag  bis 
in  de n  Abe n d h in e in .

Starke Partner an Bord
Für z usätz lich e n  Rück e n w in d sorg e n  n e ue  
Partn e r aus Ve rbän de n  un d Forsch un g . Die  
EFX  w ird un te r an de re m  un te rstütz t von :
• e uropäisch e  Le ite rplatte n - un d Pack a-

g in g -Ve rban d EIPC
• FED – Fach ve rban d Ele k tron ik de sig n  un d 

-fe rtig un g  e . V.
• Fraun h ofe r-In stitut für Zuve rlässig k e it 

un d M ik roin te g ration  IZM
• Forsch un g sin stitut Hah n -Sch ick ard
• IM APS De utsch lan d e . V. – die  Fach g e -

se llsch aft für M ik roe le k tron ik - un d Auf-
baute ch n ik

Sie  brin g e n  ih re  N e tz w e rk e , Expe rtise  un d 
In h alte  in  das n e ue  Bran ch e n e ve n t e in . Die  
Partn e rin stitution e n  w irk e n  un te r an de re m  
an  Prog ram m bauste in e n , Fach vorträg e n  
un d Guide d Tours m it un d m ach e n  die  EFX  
z u e in e m  Tre ffpun k t, an  de m  sich  De sig n , 
Fe rtig un g , Pack ag in g , Te st un d Forsch un g  
syste m atisch  ve rz ah n e n .

Die EFX – Expo for Electronics Manufacturing adressiert eine neue Generation in der Elektronikferti-
gung, die Wert auf inhaltliche Tiefe und ein zeitgemäßes Umfeld legt.
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th e m e n  w ie  KI, Un te rn e h m e n sn ach folg e  
ode r „W om e n  in  Ele ctron iX “

• Das EFX -Café ist als M atch m ak in g -Zon e  
für EM S-Spe e ddatin g , Bran ch e n tre ffe n  
un d Roun dtable s k on z ipie rt.

In form ation e n  z u Tre n ds g ibt e s h ie r: 
• Auf de r EFX -Stag e  fin de n  Eröffn un g , 

Fach vorträg e , Pan e ldisk ussion e n  un d 
Start-up-Pitch e s z u für die  Ele k tron ik -
fe rtig un g  re le van te n  Th e m e n  w ie  KI, Cy-
be r Se curity, Kre islaufw irtsch aft un d Zu-
k un ftste ch n olog ie n  statt. 

• Ein e  be son de re  Rolle  spie lt z ude m  die  
EFX -Rallye : An  m e h re re n  Touch poin ts in  
de r Halle  k ön n e n  Be such e rin n e n  un d 
Be such e r pe r QR-Code  k urz e  Vide os z u 
Proz e sssch ritte n  de r Ele k tron ik fe rtig un g  
abrufe n  – darg e ste llt am  Be ispie l e in e s 
Fah rz e ug g e n e rators.

• Erg än z t w e rde n  die se  Fläch e n  durch  e in e  
Son de rsch au En dproduk t, Guide d Tours 
z u Dig italisie run g , Nach h altig k e it un d 
Autom atisie run g  sow ie  Tre n dth e m e n  im  
Vortrag sprog ram m .

» MESSEN & VERANSTALTUNGEN

https://www.messe-stuttgart.de/efx/


EPP » 02 | 2026 15

Digitaler Bestell- und Fertigungsprozess

SMD-Druckschablonen  
in sechs Stunden fertig
W en iger Param eter, m ehr Effizien z, bessere Q ualitä t – so  lä sst sich die K ern - 
bo tschaft der Pho to cad-In n o v atio n  zusam m en fassen . D as B erlin er U n tern eh m en  
hat den  Pro zess zur A usw ahl un d Fertigun g m aß gesch n eiderter SM D -D ruck-
schablo n en  digitalisiert un d v erschlan kt. D as Ergeb n is: D ie Schablo n e  
„ B asic Plus“ v erlä sst die Pro duktio n  bereits n ach sechs Stun den .

D ie Bestellung  läuft vo llständig  dig ita l –  p er 
Sm a rtp h o ne, Ta blet o der PC. W er eine Sch a blo -

ne benötig t, k o nfig uriert sie entw eder selbst über 
den Online-Ko nfig ura to r o der nutzt den g efüh rten 
Pro duktbera ter. Beide W eg e erfa ssen a lle releva nten 
Pa ra m eter: Fo rm a t, Sch a blo nenla yo ut, Öffnung sm a ß 
und die g ew ünsch ten Druckzyklen zw isch en den Rei-
nig un g sinterva llen.

So b a ld der Auftra g  eing eh t, übernim m t die Ar-
beitsvo rbereitung . Auf m o dernen CAD-Sta tio nen 
w erden die Kundenda ten g ep rüft, a ufbereitet und 
a b g esich ert. Erst da nn g eh en sie direkt a n den vo rbe-
reiteten LPKF-Pro duktio nsla sern. N a ch  der Fertig un g  
erfo lg t die Qua litätsk o ntro lle m it LPKF StencilCh eck 
–  ein dig ita ler Prüfp ro zess, der m a nuelle Feh lerquel-
len a ussch ließt. Pa ra llel da zu läuft die k a ufm änni-
sch e Abw icklung  über da s h a useig ene ERP/PPS-Sys-
tem  „Beo sys 9“. Der Versa nd ist direkt m it UPS W o rld-
Sh ip  verknüp ft, so da ss der Kunde sein Tra ck in g  in 
Ech tzeit verfo lg en k a nn.

„Da m it sp a rt der Kunde Z eit, w a s ih m  einen re-
ch enb a ren N utzen brin g t. Diesen Abla uf b ietet der-
zeit kein W ettbew erber, ich  w ürde so g a r sa g en, es 
h a ndelt sich  um  die w a h rsch einlich  p ro fessio nellsten 
„Online Auftra g seing a n g s-Fertig un g -M ög lich keiten 
im  deutsch sp ra ch ig en Ra um “, beto nt Ph o to ca d-Ge-
sch äftsfüh rer Ulf Jep sen.

Photocad Druckschablonen sind in sechs Stunden auslieferbar. 
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Health-Tech-Kooperation von Würth Elektronik und Powered Orthotics

Hand in Hand für neue Orthese
Ein e Zu sam m en arbeit zw ischen  W ü rth E lektron ik u n d dem  S tartu p Pow ered  
O rthotics hilft M en schen  m it ein geschrän kter H an dfu n ktion , ihre U n abhän gig-
keit zu rü ckzu gew in n en . Im  M ittelpu n kt steh t die in telligen te O rthese M otion - 
M ate, die es B etroffen en  erm ö g lich t, w ieder kon trollierte G reifbew eg u n gen   
au szu fü hren . Fü r dieses Projekt en tw ickelte W ü rth E lektron ik ein en  speziell  
au f die O rthese zu geschn itten en  Tran sform ator. 

W e ltw e it k önne n rund  100 M illione n 
M e nsche n ihre  Händ e  nicht m e hr 

vollständ ig  k ontrollie re n. Schlag anfall, U n-
fall, d e g e ne rative  ne urolog ische  Erk ran-
k ung e n – d ie  U rsache n sind  ve rschie d e n, 
d ie  Folg e  ist d ie se lbe : Alltäg liche  Hand g rif-
fe , d ie  Ge sund e  nicht be w usst w ahrne h-
m e n, w e rd e n zum  Proble m . Ein Glas he be n. 
Eine  Zahnbürste  halte n. Eine  Tür aufm a-
che n. In De utschland  sind  e tw a 550.000 
M e nsche n be troffe n.

Die  Einschränk ung e n sind  so vie lfältig  
w ie  d ie  Folg e n von U nfälle n und  Erk rank un-
g e n. Sie  re iche n von te ilw e ise m  Kraftve rlust 
bis hin zu vollständ ig e r Lähm ung . Ein Sy s-
te m , d as d ie  Hand funk tion unte rstützt od e r 
w ie d e rhe rste llt, ist hie r d e r Schlüsse l zu 
m e hr U nabhäng ig k e it im  Alltag .

N e be n d e r re ine n Gre iffunk tion ste llt e i-
ne  Hand orthe se  noch e ine  g anze  Re ihe  
w e ite re r Anford e rung e n an d ie  Entw ick -
lung . Das Antrie bssy ste m  m uss e in Höchst-

g e n od e r an d e r g e g e nübe rlie g e nd e n Hand . 
Darübe r hinaus k ann d as Sy ste m  pe r 
Sm artphone -App od e r Sprachste ue rung  
be d ie nt w e rd e n.

Vorstellung auf der Digital 
Life Design 
Die  inte llig e nte , ak tive  Orthe se  von Pow e r-
e d  Orthotics be find e t sich d e rze it im  Pro-
toty pe nstad ium  und  w ird  in Zusam m e nar-
be it m it Te stanw e nd e rn sow ie  m it U nte r-
stützung  von W ürth Ele k tronik  für d e n 
Lang ze itg e brauch w e ite re ntw ick e lt. Die  
Fe rtig ung  übe rnim m t d ie  Elbe  Ele ctronic 
Gm bH.

Im  Rahm e n e ine r Pod ium sd isk ussion auf 
d e r Dig ital Life  De sig n (DLD) ste llte  Ale -
x and e r Ge rfe r, CTO d e r W ürth Ele k tronik  
e iSos Group, d as innovative  De sig n vor, g e -
m e insam  m it Ry an Alice a, Co-found e r und  
CEO be i Pow e re d  Orthotics, und  Prof. Dr. 
Lore nzo M asia, Profe ssor für Inte llig e nte  
Bio-Robotik sy ste m e  an d e r Te chnische n 
U nive rsität M ünche n, d e r als w isse n-
schaftliche r M e ntor d e s Proje k ts fung ie rt. 

Ste ffi Cze rny, Ge schäftsführe rin von DLD 
M e d ia, be tonte , d ass Innovation d urch d ie  
Zusam m e narbe it zw ische n Startups, In-
d ustrie  und  Forschung  vorang e trie be n 
w e rd e . Sie  be schrie b d ie  Rolle  d e r DLD als 
V e rm ittle r zw ische n d ie se n Ak te ure n, d a-
m it Id e e n in prax isg e re chte  und  w irk ung s-
volle  Te chnolog ie n um g e se tzt w e rd e n 
k önnte n.

Mehr Eigenständigkeit im 
Alltag 
„De r V e rlust d e r Hand funk tion ist nicht 
nur e in m e d izinische s Sy m ptom , sond e rn 
auch e in täg liche s H ind e rnis für U nab-
häng ig k e it, W ürd e  und  Te ilhabe  am  Le -

Für die intelligente Orthese MotionMate von Powered Orthotics, die auf der DLD vorgestellt wurde, hat 
Würth Elektronik einen kundenspezifischen Transformator entwickelt.
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m aß an Kraft und  Ene rg ie re se rve n bie te n, 
g le ichze itig  abe r so le icht w ie  m ög lich 
se in, d a d e r Träg e r im m e r Einschränk ung e n 
in Be zug  auf Kraft und  Be w e g lichk e it hat.

Geringes Gewicht, benutzer-
freundliche Handhabung
Im  Ge g e nsatz zu vie le n k onve ntione lle n 
Orthe se n k onze ntrie rt sich d ie  Entw ick lung  
von M otionM ate  auf g e ring e s Ge w icht 
und  be nutze rfre und liche  Hand habung , so-
d ass d ie  Träg e r d as Ge rät se lbstständ ig  an-
le g e n k önne n. Batte rie n und  Ak tuatore n 
sind  in e ine r se parate n Gürte ltasche  (650 
g ) unte rg e bracht, w od urch d ie  Orthe se  
se lbst m it nur 160 g  be sond e rs le icht 
ble ibt. Je  nach Grad  d e r Be e inträchtig ung  
d e s Be nutze rs w ird  d as Sy ste m  übe r Be w e -
g ung ssig nale  g e ste ue rt. Dafür lässt sich e i-
ne  übe r Blue tooth ve rbund e ne  Ste ue re in-
he it an ve rschie d e ne n Körpe rste lle n an-
bring e n, be ispie lsw e ise  am  Kinn, am  Ellbo-

» BAUGRUPPENFERTIGUNG
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be n“, e rk lärte  Ryan Alic e a. „Be i Pow e re d  
Orth otic s sc h lie ße n w ir d ie  Lüc k e  zw i-
sc h e n d e n Be d ürfnisse n d e r M e nsc h e n 
und  d e n re alistisc h e n M öglic h k e ite n be -
ste h e nd e r Lösunge n, ind e m  w ir M otion-
M ate  e ntw ic k e ln: e ine  160 g sc h w e re  
m otorisie rte  Hand orth e se , d ie  intuitive s 
Öffne n und  Sc h lie ße n in e ine r tragbare n, 
prak tisc h e n Form  unte rstützt. U nse r Zie l 
ist e infac h : W ir m öc h te n M e nsc h e n d ie  
M öglic h k e it ge be n, m e h r für sic h  se lbst 
zu tun, und  zw ar h äufige r, und  ih ne n d ie  

Kontrolle  d orth in zurüc k ge be n, w o sie  
h inge h ört: in ih re  e ige ne n Händ e .“

Maßgeschneiderte  
Stromversorgung
„Die  Strom ve rsorgung für e ine  Orth e se  
m uss se h r spe zifisc h e  Anford e runge n e r-
fülle n“, e rgänzt Guille rm o Re gid or, De sign 
Engine e r be i W ürth  Ele k tronik , d e r d ie  
De signarbe it für d as Proje k t le ite t. „Sie  
m uss k om pak t und  e ffizie nt se in und  zu-
gle ic h  d ie  stre ngste n Sic h e rh e itsstan-

d ard s d e r Sc h utzk lasse n IEC 60601-1 und  
1 M OPP (M e ans of Patie nt Prote c tion) e r-
fülle n. Sc h lie ßlic h  w ird  d as Ge rät d ire k t 
am  Körpe r ge trage n. Be nötigt w urd e  e in 
Flybac k -T ransform ator m it e ine r Ein-
gangsspannung von 12 bis 15 V , e ine r 
Ausgangsspannung von 12 V  und  e ine r 
Strom stärk e  von 1,5 A. U nse re  Suc h e  
nac h  e ine m  se rie nm äßige n Baute il e rgab 
sc h ne ll, d ass k e ine  d e r ve rfügbare n Lö-
sunge n e x ak t d e n Anford e runge n unse re s 
Kund e n e ntsprac h . Insbe sond e re  d ie  Si-
c h e rh e itsvorsc h rifte n w are n e in e ntsc h e i-
d e nd e r Fak tor. Aus d ie se m  Grund  h abe n 
w ir uns für e ine  spe zie ll ange passte  N e u-
e ntw ic k lung e ntsc h ie d e n.“

De r k und e nspe zifisc h e  T ransform ator 
m isst nur 21,5 × 29 × 12 m m  und  w ie gt 
le d iglic h  11,2 g. Er arbe ite t m it e ine m  
W irk ungsgrad  von 98 Proze nt und  ist für 
d ie  autom atisie rte  M asse nfe rtigung opti-
m ie rt. N e be n d ie se r Sond e ranfe rtigung 
k om m e n in d e r Orth e se  auc h  w e ite re  
Kom pone nte n von W ürth  Ele k tronik  zum  
Einsatz. Zur w e ite re n Entw ic k lungsunte r-
stützung ge h öre n T e sts in d e n Labors von 
W ürth  Ele k tronik  in W ald e nburg, be i-
spie lsw e ise  zur Be w e rtung d e r Stoß- und  
V ibrationsfe stigk e it sow ie  d e r T e m pe ra-
turw e c h se lbe ständ igk e it.

N ac h  d e m  e rste n Prototyp w e rd e n 15 
w e ite re  Einh e ite n h e rge ste llt und  von An-
w e nd e rn m it e ntspre c h e nd e n Hand be e in-
träc h tigunge n im  Alltag e rprobt. Die  d a-
be i ge w onne ne n Erk e nntnisse  flie ße n an-
sc h lie ße nd  in d ie  Se rie nprod uk tion e in, 
d ie  2026 anlaufe n soll. 

Der Flyback-Transformator von Würth Elektronik.
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Die Orthese von Powered Orthotics ist fast marktreif und soll die Lebens-
qualität von mehr als 100 Millionen Menschen weltweit verbessern.
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Alexander Gerfer, CTO,  
Würth Elektronik eiSos Group

„W ir sin d stolz darau f, gem ein sam  m it Pow ered O rthotics an  der M oti-
o n M ate-H an dorthese zu  arbeiten . Startu ps stehen  oft allein  v or tech-
n ischen  H erau sforderu n gen , v o n  der Stro m v ersorg u n g u n d Sicherheit 
bis hin  zu r M in iatu risieru n g u n d 
H erstellbarkeit. M it u n serer Erfah-
ru n g u n d u n seren  m aß gesch n eider-
ten  Lösu n gen  helfen  w ir dabei, das 
K o n zept in  ein  G erät u m zu setzen , 
das alltägliche A u fgaben  erleichtert 
u n d die U n abhä n gigkeit der N u tzer 
fördert. M otio n M ate zeigt, w as er-
reicht w erden  kan n , w en n  in n ov ati-
v e Startu ps u n d B ran chen experten  
en g zu sam m en arbeiten , u m  H erau s-
forderu n gen  v o n  A n fan g bis E n de 
zu  lösen .“ Bi
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Josef Ernst, Chief Executive Officer, ASMPT SMT Solutions

„ASMPT SMT Solutions agiert aus 
einer Position der Stärke heraus“
A SM PT hat an g e kün dig t, für s e in e n  G e s chäfts b e re ich A SM PT SM T So lu tio n s  s trate g is che  
O p tio n e n  zu  prüfe n  – au ch m it B lick au f e in e n  m ög liche n  V e rkau f. D ie  A n kün dig u n g  hat in  
d e r Ele ktro n ikfe rtig u n g s bran che  A u fm e rks am ke it au s g e lös t, zählt A SM PT SM T So lu tio n s  
m it M arke n  w ie  SIPLA C E u n d D EK  d o ch zu  d e n  te chn o lo g is ch führe n d e n  A n bie te rn  im  
SM T-M arkt. W ie  is t die s e r Schritt e in zu o rd n e n , u n d w as  b e d e u te t e r für K u n d e n  u n d 
M arkt? D ie  EPP hat darüb e r m it Jo s e f Ern s t, C EO  A SM PT SM T So lu tio n s , g e s pro che n .

» A u to r: Fre d e rick R in dle

EPP: Wie ordnen Sie die Ankündigung die Optio-
nen für ASMPT SMT Solution zu prüfen ein, und 
was war der konkrete Auslöser für diese Entschei-
dung?

Ernst: Zunäc h st ist m ir w ic h tig, d as saube r e inzuord -
ne n. Es h and e lt sic h  um  e ine  Prüfung, nic h t um  e ine  
Entsc h e id ung. W ir sc h aue n uns struk turie rt an, w ie  
ASM PT  SM T  Solutions k ünftig am  be ste n aufge ste llt 
se in k ann – und  d azu ge h ört auc h  d ie  Option e ine s 
V e rk aufs. De r Auslöse r ist d abe i k e ine  Krise , sond e rn 
w ir h and e ln aus e ine r Situation d e r Stärk e  h e raus. 
ASM PT  SM T  Solutions ste h t w irtsc h aftlic h  solid e  d a, 
ist profitabe l, h at e ine  stark e  M ark tposition und  e ine  
k lare  te c h nologisc h e  Pe rspe k tiv e . Ge nau aus d ie se r 
Position h e raus ist e s sinnv oll, sic h  d ie  Frage  zu ste l-
le n, w e lc h e  Konste llation langfristig d e n größte n 
M e h rw e rt bie te t – für Kund e n, M itarbe ite r und  Ei-
ge ntüm e r. Die se  Art v on Prüfunge n h at e s im  Kon-
ze rn übrige ns auc h  früh e r sc h on ge ge be n. N e u ist v or 
alle m , d ass w ir se h r offe n d am it um ge h e n und  früh -
ze itig k om m unizie re n.

EPP: Im Zuge der schon länger laufenden Transfor-
mation im Unternehmen sind die beiden Bereiche 
ASMPT SMT Solutions und SEMI Solutions auch 
organisatorisch voneinander getrennt. Wie eigen-
ständig arbeiten die beiden Bereiche heute tat-
sächlich voneinander?

Ernst: ASM PT  SM T  Solutions ist v on Be ginn an als 
e ige nständ ige  Einh e it aufge baut w ord e n, insbe son-
d e re  nac h  d e n Ak quisitione n v on SIPLACE und  DEK. 
Entsc h e id e nd  ist abe r w e nige r d ie  form ale  Organisa-
tion als d ie  Art, w ie  V e rantw ortung ge le bt w ird . U nd  

d a h at sic h  in d e n le tzte n Jah re n se h r be w usst e tw as 
v e ränd e rt. Die  Erw artung aus d e m  Konze rn h e raus ist 
k lar: Je d e s Se gm e nt ist für se ine  Strate gie , se ine  In-
v e stitione n und  se ine  M ark tausric h tung e ige nstän-
d ig v e rantw ortlic h . N atürlic h  sc h aut m an w e ite rh in, 
w o sinnv olle  Syne rgie n be ste h e n – e tw a be i IT-T h e -
m e n. Abe r auc h  d ort gilt: W e nn e in ge m e insam e r An-
satz für e in Se gm e nt k e ine n V orte il bringt, w ird  e r 
nic h t v e rfolgt. Die se  Klarh e it in d e r V e rantw ortung 
ist h e ute  d e utlic h  stärk e r ausge prägt als früh e r.

EPP: Sie betonen, dass ASMPT SMT Solutions aus 
einer Position der Stärke heraus agiert. Wie ist die 
wirtschaftliche Situation von ASMPT SMT Soluti-
ons heute im Vergleich zu den vergangenen zwei, 
drei Jahren?

Ernst: Im  V e rgle ic h  zu d e n Jah re n 2022 und  2023 ist 
d e r M ark t in 2024 m assiv  e inge broc h e n. Die se  Ph ase  
w ar für alle  M ark tte ilne h m e r sc h w ie rig. W ir k onnte n 
d ie se n Einbruc h  v e rgle ic h sw e ise  gut abfe d e rn. W äh -
re nd  d e r M ark t te ilw e ise  um  40 bis 50 Proze nt zu-
rüc k ge gange n ist, lage n w ir be i c a. 30 bis 40 Proze nt 
Rüc k gang und  sind  d e nnoc h  profitabe l ge blie be n. 
Das ist k e ine  Se lbstv e rständ lic h k e it. (Anm e rk ung d e r 
Re d ak tion: ASM PT  e rzie lte  im  Ge sc h äftsjah r 2024 
m it rund  11000 M itarbe ite rn w e ltw e it e ine n U m satz 
v on rund  1,6 M rd . Euro.) Se it M itte  d e s v e rgange ne n 
Jah re s se h e n w ir nun e ine  se h r d e utlic h e  Erh olung, 
v or alle m  be im  Auftragse ingang. De r e ntw ic k e lt sic h  
signifik ant be sse r als ursprünglic h  ge plant.

ASM PT  SM T  Solutions w ar übe r v ie le  Jah re  h inw e g 
e in stabile r Erge bnisbringe r inne rh alb v on ASM PT. 
Daran h at sic h  grund sätzlic h  nic h ts ge änd e rt. Ge än-
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Josef Ernst, Chief Executive Officer, ASMPT SMT Solutions.
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dert h a t sich  der M a rkt. Ha lb leiterindustrie und Elek-
tro nikfertigung h a b en sich  in den verga ngenen Ja h -
ren zuneh m end a useina nderentw ickelt und fo lgen 
h eute deutlich  untersch iedlich en tech n o lo gisch en, 
w irtsch a ftlich en und zeitlich en Ra h m enb edingun-
gen. Und da m it sind in den letzten Ja h ren die Anfo r-
derungen der Elektro nikfertiger deutlich  gestiegen. 
Elektro nikfertiger erw a rten h eute flexib le, h o ch a uto -
m a tisierte Linien, integrierte So ftw a re und eine zu-
verlässige Qua lität üb er den gesa m ten Pro zess h in-
w eg. Gena u h ier sp ielt da s Po rtfo lio  vo n ASM PT So lu-
tio ns seine Stärke a us: vo n der Bestückung üb er 
Druck und Insp ektio n b is h in zur So ftw a re a uf M a -
sch inen-, Linien- und selb stverständlich  a uch  Fa b ri-
keb ene. Es reich t h eute nich t m eh r a us, ein reiner 
M a sch inenliefera nt zu sein. Es ga b  da h er M a rktteil-
neh m er, die sich  a us dem  Gesch äft zurückgezo gen 
h a b en. ASM PT h ingegen ist fest entsch lo ssen, die 
M a rktfüh rerp o sitio nen seiner Gesch äftsb ereich e 
w eiter a uszub a uen und zu stärken.

EPP: Welche Branchen und Anwendungen treiben 
das Geschäft von ASMPT SMT Solutions derzeit am 
stärksten – und wo sehen Sie die größten Verände-
rungen auf Kundenseite?

Ernst: W ir seh en W a ch stum  üb era ll do rt, w o  die 
Elektro nik im m er k o m p lexer w ird und w o  es gilt die 
Fertigungsp ro zesse in Sum m e zu o p tim ieren, b ei-
sp ielsw eise in den Bereich en Auto m o tive, Industrie 
und M edizintech nik. Der Co nsum erm a rkt b leib t 
eb enfa lls seh r w ich tig. Beso nders sta rk ist a ktuell der 
Serverb ereich , insb eso ndere im  Um feld vo n KI-An-
w endungen. Do rt seh en w ir eine h o h e Dyna m ik und 
seh r a nsp ruch svo lle Fertigungsa nfo rderungen. Bis-
la ng la g der Fo kus in der SM T-Fertigung vo r a llem  
da ra uf, Ba uelem ente sch neller und gleich zeitig ge-
na uer zu b estücken. Da s ga lt insb eso ndere für den 
Bereich  Adva nced Pa ck a ging. Do rt h a b en w ir die Be-
stückgena uigkeit sch rittw eise vo n 25 üb er 20 und 15 
µ m  reduziert. Heute sind w ir b ei einer Gena uigkeit 
vo n 10 µ m . Pa ra llel da zu b ew egen w ir uns b ei den 
p a ssiven Ba uelem enten inzw isch en b ei Größ en w ie 
0201 m etrisch , a lso  extrem  kleinen Ko m p o nenten. 

N eu ist jetzt b ei den Servern für KI-Anw endungen 
die Ko m b in a tio n dieser M inia turisierung m it seh r 
gro ß en und seh r w ertvo llen Ba uteilen. In der Server-
fertigung m üssen kleinste p a ssive Ba uelem ente ge-
m einsa m  m it gro ß en KI-Ch ip s b estückt w erden, die 
zukünftig ein Gew ich t in den Kilo gra m m b ereich  h i-

Die neue SIPLACE V Plattform verarbeitet das gesamte Bauelementspektrum – von ultrakleinen 016008M-Chips bis zu großformatigen Komponenten – und 
zeigt ihre Stärken besonders bei anspruchsvollen oder ungewöhnlich geformten Bauelementen.
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nein haben k ö nnen. Die eigentlic he Bestüc k ung ist 
d abei nic ht d ie grö ßte Herausfo rd erung. Entsc hei-
d end  ist d ie Pro zesssic herheit. Vo r d er Bestüc k ung 
m uss geprüft w erd en, o b d ie Lo tpaste k o rre k t aufge-
brac ht ist, o b Frem d m aterial vo rhand en ist und  m it 
w elc her Kraft d as Bauteil platziert w erd en d arf. Zu-
sä tzlic h m üssen Ko planaritä t und  m ec hanisc he 
Rand bed ingungen berüc k sic htigt w erd en, etw a 
d urc h vo rab bestüc k te Abstand shalter bei gro ßen 
Bauelem enten. All d as erfo lgt in einem  Clo sed -Lo o p-
Pro zess. Die M asc hine prüft vo r d er Bestüc k ung, o b 
d as ric htige Bauteil vo rliegt, w elc he spezifisc hen Pa-
ram eter einzuhalten sind  und  o b d ie Vo raussetzun-
gen für eine sic here Bestüc k ung erfüllt sind . Hinter-
grund  ist d er eno rm e W ert d ieser Bauteile: W ird  ein 
Bauteil falsc h bestüc k t, ist d as gesam te Serverbo ard  
einsc hließlic h d es w ertvo llen KI-Chips w irtsc haftlic h 
verlo ren.

EPP: Die neue Plattform SIPLACE V wurde kurz vor 
der Ankündigung, strategische Optionen für 
ASMPT SMT Solutions zu prüfen, vorgestellt. Wel-
che Rolle spielt diese Plattform für die langfristige 
Positionierung des Geschäfts?

Ernst: SIPLACE V ist für uns ein sehr w ic htiges Signal 
– nac h innen w ie nac h außen. Die Plattfo rm  steht für 
d en nä c hsten k o nseq uenten Sc hritt in Ric htung Per-
fo rm anc e, Flexibilitä t und  So ftw areintegratio n. Sie 
ist so  ausgelegt, d ass sie d ie steigend en Anfo rd erun-
gen in d en nä c hsten Jahren abd ec k en k ann, gerad e 
bei anspruc hsvo llen Anw end ungen. Dass w ir d iese 
Plattfo rm  jetzt erfo lgreic h eingeführt haben, unter-

streic ht aus m einer Sic ht, d ass ASM PT SM T So lutio ns 
tec hno lo gisc h sehr gut aufgestellt ist. Unser An-
spruc h ist es, unsere Kund en pro fitabel und  erfo lg-
reic h zu m ac hen und  ihnen ec hten M ehrw ert über 
d en gesam ten Fertigungspro zess zu liefern.

EPP: Wie stellen Sie sicher, dass die aktuell laufen-
de Prüfung strategischer Optionen nicht zur Ver-
unsicherung bei ihren Bestandskunden führt?

Ernst: Unser Erfo lg m ac ht ASM PT seit Jahren inte-
ressant für Investo ren, w eshalb es im m er w ied er An-
fragen gab, Teile d es Ko nzerns zu übernehm en. W ir 
setzen hier auf o ffene und  vertrauensw ürd ige Ko m -
m unik atio n und  erk lä ren transparent, w arum  w ir 
d iesen Sc hritt gerad e jetzt gehen, und  m ac hen k lar, 
d ass es um  d en w eiteren Ausbau unserer führend en 
M ark tpo sitio n geht. Ko ntinuitä t ist für uns d abei sehr 
w ic htig: Das ASM PT SM T So lutio ns Segm ent ist er-
fo lgreic her glo baler M ark tführer, unsere Verträ ge, 
Servic es und  Ansprec hpartner bleiben unverä nd ert. 
Unabhä ngig vo m  Ergebnis d es Assessm ents k ö nnen 
sic h unsere Kund en d arauf verlassen, d ass bestehen-
d e Verpflic htungen eingehalten, unsere Pro d uk te 
langfristig w eiterentw ic k elt und  Ersatzteil- so w ie 
Servic everfügbark eit gesic hert bleiben. Aus ersten 
Gesprä c hen w eiß ic h, d ass unsere Kund en d iesen 
Sc hritt gerad e w egen d er transparenten Ko m m uni-
k atio n und  d er k laren Zusagen zur Ko ntinuitä t nic ht 
als Risik o , so nd ern als k o nse q uente W eiterentw ic k -
lung verstehen. 

PINK GmbH Thermosysteme  Am Kessler 6   97877 Wertheim/Germany   info@pink.de www.pink.de
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Eltroplan Group steigert Produktivität mit Versaflow 4/55 von Ersa

Von Batch zu Inline –  
Skalieren mit System
Ü b er vier Jahrzehn te hat s ich Eltroplan vom  Layou t-Spezialis ten zu m  leis tu ng s -
s tarken Sys tem dien s tleis ter en tw ickelt. Jü ng s ter N eu zu gang im  M as chinenpark 
in Endingen is t die Ers a Selektivlö tanlage V ers aflow  4/55. M it ihr las s en s ich alle 
A nforderu ngen prozes s s icher u nd reprodu zierbar beherrs chen.

D en Grund s tein leg te M icha el P a wel-
lek 1978 fü r d ie Erfolg s g eschichte 

d er Eltropla n Group. Seitd em  is t d a s a ls 
Einzelfirm a  m it Leiterpla tten-La youts g e-
s ta rtete Unternehm en s tetig  g ewa chsen – 
zum  40-jährig en Bes tehen konnte Eltro-
pla n d ie Fertig s tellung  eines g roßzü g ig en 
Erweiterung s b a us feiern. Vor zehn Ja hren 
ka m  d er Sta nd ort Stocka ch d a zu, inzwi-
schen b etreuen 120 M ita rb eiter ü b er 100 
Kund en und  rea lisieren „Technolog ie m it 

P ers ö nlichkeit“. Jü ng s ter Neuzug a ng  im  
M a schinenpa rk in End ing en: eine Ers a  
 Selektivlö ta nla g e Vers a flow 4/55.

Üb er Ja hrzehnte ha t sich Eltropla n vom  
La yout-Spezia lis ten zum  leis tung s s ta rken 
System d iens tleis ter entwickelt. Als Sys-
tem d iens tleis ter b ietet d a s Unternehm en 
Elektronikfertig ung  und  Entwicklung s-
d iens tleis tung en a us einer Ha nd  – von 
kla s sischer Elektronik b is hin zu kom ple-
xen System lö sung en. Z iel b leib t s tets, Ent-

Vers a flow 4/55 in d er Eltropla n-P rod uktion: m ehr P rod uktivität, m ehr Flexib ilität.
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wicklung en nicht nur zu konzipieren, son-
d ern a uch prozes s sicher in d ie Fertig ung  
zu ü b erf ü hren. Die Gruppe is t in a n-
spruchsvollen Bra nchen wie Autom otive, 
Luf t- &  R a um f a hrt/Defense, M ed izintech-
nik und  Ind us trieelektronik zuha use – a lso 
d ort, wo Q ua lität, N a chvollziehb a rkeit und  
s ta b ile P rozes se ü b er Seriena nläufe und  
Leb ens d a uer d er Ba ug ruppen entscheid en.

Von Batchanlage  
zur Inline-Produktion
In d er P rod uktion ha t sich d a s Spektrum  
spü rb a r verschob en: Eltropla n fertig t wei-
terhin a b  Los g rö ße eins, is t b ei vielen P ro-
d ukten jed och zum  Serienlief era nten g e-
word en. „Üb liche Stü ckza hlen b eweg en 
sich zwischen 2.000 und  5.000 Ba ug rup-
pen, in Einzelfällen a uch d eutlich d a rü b er 
zwischen 200.000 und  300.000 Einheiten. 

Die Vers a flow 4/55 is t unsere Antwort 
a uf d en Bed a rf, unsere P rod uktion zu ska -
lieren – weg  von d er b isherig en Ba tcha n-
la g e, hin zur Inline-P rod uktion“, s a g t 
 Da rio Hennig , Hea d  of P rod uction b ei 
 Eltropla n. M it d er Ers a  Selektivlö tm a schi-
ne erf ü llt Eltropla n zud em  d ie Anford e-
rung en a us reg ulierten Bereichen wie 
M ed izintechnik und  Def ense m it reprod u-
zierb a ren Erg eb nis s en, kla ren P rozes s-
f ens tern und  hoher Tra nspa renz im  P ro-
zes s.

Die Entscheid ung  erfolg te na ch einem  
s trukturierten Benchm a rk-P rozes s m it 
m ehreren Hers tellern. Ein wichtig er Ba u-
s tein d a b ei: d er Tes t b ei Ers a  in W ertheim  
– d a f ü r b ra chte Eltropla n eine seiner 
kom plexes ten Ba ug ruppen m it. 

„Die Vers a flow 4/55 ha t im  Dem o Cen-
ter ihre Leis tung s fähig keit unter Beweis 
g es tellt – eg a l ob  b ei Grö ße, W ärm eein-
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trag  od e r Kom plexität, d as ließ sic h alles 
prozesssic he r und  reprod uzie rb ar b e he rr-
sc he n“, b e ric htet Dario Hennig  v on se ine n 
Erfahrung e n.

Traceability und  
Zwei-Tiegel-Konzept
Ein zentrales Ausw ahlkriterium  w ar, d ass 
d ie  Anlag e  zusätzlic he  Anford e rung e n ab -
d e c kt w ie  Trac eab ility und  Datentranspa-
renz, etw a b e im  Log g e n v on Lötprofilen. 
Autom atisie rte Prüf- und  Kontrollfunktio-
nen w ie  Üb e rw ac hung  d e r Lötw e llenhöhe 
sow ie  kontrollie rte Lotzufuhr und  Lot-
üb e rw ac hung  w aren e b e nfalls rele v ant. In 
d e r Praxis b e w e ist d as Zw e i-T ie g e l-Kon-
zept se ine  S tärke: Eltroplan kann d am it 
sow ohl b le ifre ie  als auc h b le ihaltig e  Pro-
zesse ab b ild e n und  flexib e l zw isc he n Auf-
träg e n w e c hseln – e in w ic htig e r Vorte il, 
w e nn S e rie nläufe und  kle ine re Aufträg e  
parallel zu b e d ie ne n sind . 

Auc h im  Tag e sg e sc häft ze ig t sic h d e r 
N utzen d e r Inline-Lösung : Durc h d e n Ver-
zic ht auf Rahm en und  d ie  d ire kte Üb e rg a-
b e  d e r Le ite rplatten v ia Transportb and  
kann sc hnell um g e rüstet w e rd e n. Das g e -
sc h ie ht m anc hm al m e hrfac h, an and eren 
Tag e n läuft e in Prod ukt d urc h g äng ig  in 
S e rie . Die se Kom b ination aus Flexib ilität 
und  Durc hsatz unterstützt d ie  Inte g ration 
v on S e rie nfertig ung , ohne d as typisc he  
EM S -Gesc häft m it häufig  w e c hselnd e n 
Prod ukten auszub rem sen. 

„Die  Auslastung  d e r M asc h ine  hat sic h 
so e ing e stellt, w ie  w ir d as ang e nom m en 
hatten. Die  Erw e ite rung  m it e ine m  w e ite -
ren Lötm od ul ist je d e rze it m ög lic h – d a-
m it b le ib t d ie  Option b e ste he n, kurzfristig  
w e ite r zu skalie ren“, sag t Ersa Area S ales 
M anag e r S tefan W urster, v e rantw ortlic h 
für S üd d e utsc hland  und  d ie  S c h w e iz und  
se it üb e r 30 Jahren im  U nterne hm en.

Weitere Digitalisierung 
 geplant
„N e b e n d e r Bere itstellung  d e r Hard w are 
träg t v or allem  d ie  Zusam m enarb e it m it 
Ersa m aßg e b lic h zu unserem  Erfolg  b e i – 
professionell und  zuv e rlässig  üb e r alle 
Phasen hinw e g : Proje ktie rung , Dem o 
Center, Installation, Inspektion und  S e r-
v ic e . Die  Applikationsunterstützung  v on 
Ersa ist d ab e i für uns e b e nfalls se hr w e rt-

S c hneller Prod uktw e c hsel ist je d e rze it m ög lic h d ank intuitiv e r S oftw areunterstützung  und  d e m   
Zw e i-T ie g e l-Konzept d e r Versaflow  4/55
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Elektronikfertig ung  b e i Eltroplan: alles ist m ög lic h zw isc he n Losg röße 1 und  300.000.
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v oll“, so Dario Hennig . Ersa d enke d ie  An-
w e nd ung  m it und  liefere nic ht nur e ine  
M asc h ine , sond e rn e ine  b e lastb are Lö-
sung  für reprod uzie rb are Prozesse. Künf-
tig  setzt Eltroplan noc h stärker auf Auto-
m atisie rung  und  Dig italisie rung . Zug le ic h 

b le ib t S e c ond  S ourc e  – b ezog e n auf M a-
sc h ine n und  S tand orte – e in strate g isc he s 
Le itm otiv, um  W ac hstum , Qualität und  
Liefersic he rhe it lang fristig  ab zusic he rn.
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Dienstleister optimiert mit MiG-Software seine Supply Chain 

Schneller liefern dank  
digitalisierter Materialwirtschaft
M eh r A u ftrag sklarh eit, h öh ere Liefertreu e u nd stabile Pro zesse tro tz w ach sen-
der K o mp lexität: D er E 2M S-D ienstleister D o mmel steu ert u nd analysiert seine g e-
samte Su p p ly C h ain mit der S o ftw are M iG  (M aterialw irtsch aft im G leich g ew ich t) 
v o n Perzep tro n. K u rz nach  der Einfüh ru ng  sank die Feh lteilq u o te deu tlich . H eu te 
v erbindet die S o ftw are V ertrieb, Einkau f, Planu ng  u nd Fertig u ng  au f einer ein-
h eitlich en D ateng ru ndlag e, sch afft stand o rtüberg reifende Transp arenz u nd ist 
zu  einem u nv erzich tbaren Instru ment im U nterneh men g ew o rden.

A ls E2M S-Die n st le ist e r m it  ü be r 50 Jahr e n  Er fah-
r u n g  – vo n  Hard- u n d So ft w ar e e n t w icklu n g  

ü be r Le it e rplat t e n be st ü cku n g  bis zu r Kabe lko n fe kti-
o n  – arbe it e t  Do m m e l m it  ko m ple xe n  Au ft r ag sst r u k-
t u r e n , die  t e ilw e ise  m e hr e r e  hu n de r t  M at e rialpo si-
tio n e n  pr o  Fe r t ig u n g sau ft r ag  u m fasse n . Die  e r fo rde r-
liche n  Dat e n  w ar e n  im  ERP-Syst e m  vo rhan de n , je -
do ch fe hlt e  n o ch e in e  du rchgän gig e  Tran spar e n z, u m  
En gpässe , Fe hlt e ile  o de r Te r m in risike n  fr ü hze itig zu  
e rke n n e n  u n d g e zie lt  zu  prio risie r e n .

MiG als zentrale Steuerungsbasis 
im Tagesgeschäft
Dahe r fü hr t e  Do m m e l M iG e in . Die  Lösu n g ist he u t e  
die  ze n t rale  St e u e r u n g sbasis im  Tag e sg e schäft – ü be r 

Ein kau f, Plan u n g, Fe r t ig u n g u n d Ve r t rie b hin w e g. M iG 
ist an  das be st e he n de  ERP-Syst e m  an g e bu n de n  u n d 
be n ötig t le dig lich e in e n  Le se zu g riff au f die  r e le van t e n  
Dat e n . Au f die se r Basis g r e ift  die  So ft w ar e  au f Au ft rä-
g e , M at e rialst äm m e , Be stän de , Lie fe r t e r m in e  u n d Fe r-
tig u n g sau ft räg e  zu  u n d be r e it e t  die se  In fo r m atio n e n  
fü r die  o pe rative  St e u e r u n g au f.

An stat t  dass M itarbe it e n de  In fo r m atio n e n  au s u n -
t e r schie dliche n  M aske n  o de r Exce l-Dat e ie n  zu sam -
m e n t rag e n  m ü sse n , w e rde n  die  ERP-Dat e n  ko n so li-
die r t , st r u kt u rie r t  u n d in  r o lle n be zo g e n e n  Sicht e n  be -
r e it g e st e llt . So  e n t st e ht e in e  g e m e in sam e , abt e ilu n g s-
ü be r g r e ife n de  Arbe it sg r u n dlag e . „M iG ist fü r u n s e in  
Gam e  Chan g e r. W ir n u t ze n  die  Dat e n , die  im  ERP o h-
n e hin  vo rhan de n  sin d, e rst m als so , dass darau s schn e l-
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aus der Elektronik- 
fertigung von Dommel Bi
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le, belastbare En tsc heid un gen  m öglic h w er d en “, sagt 
M ar k us Gerold , Co-Gesc hä ftsführer bei Dom m el.

Engpassbetrachtung:  
Fehlteilquote massiv gesunken
Ein  zen trales Elem en t von  M iG ist d ie En gp assbe-
trac htun g: Sie stellt en gp assk ritisc he un d  fehlteilge-
trieben e Auftr ä ge im  k urzfristigen  Plan un gshorizon t 
p riorisiert d ar. Das un te r stützt d en  Ein k auf d abei, 
Aufgaben  zu p riorisier en  un d  k ritisc he Position en  
system atisc h abzuarbeiten . Ber eits ein zeln e fehlen d e 
Kom p on en ten  k ön n en  d en  gesam ten  Auftrag verzö-
ger n . Dur c h d ie Priorisierun g sin k t d ie Zahl un ge-
p lan te r Ein griffe d eutlic h.

Parallel d azu m ac ht d ie Fertigun gsüber sic ht sic ht-
bar, w elc he Auftr ä ge m aterialseitig vollstä n d ig ver-
sorgt sin d  un d  ter m in ger ec ht p rod uziert w er d en  k ön -
n en . Plan un g un d  Fertigun g gew in n en  d ad ur c h an  Ver-
lä sslic hk eit. Die Kom bin ation  aus En gp asstran sp ar en z, 
k lar e r Priorisierun g im  Ein k auf un d  m aterialr ealisti-
sc her Plan un g führte zu ein er d eutlic hen  Stabilisie-
run g d er M aterialver sorgun g – un d  d am it sehr sc hn ell 
zu ein er d eutlic hen  Sen k un g d er Fehlteilquote.

Schnellere Abstimmung  
und belastbare Liefertermine
M it d e r n euen  Tran sp ar en z ver ä n d e rten  sic h auc h d ie 
in ter n en  Ablä ufe. Ter m in k etten  w e r d en  k on sequen t 
d an ac h ausgeric htet, w an n  d as k om p lette M aterial 
für ein en  Fe rtigun gsauftrag verfügbar ist. Das be-
trifft n ic ht n ur Ein k auf un d  Fe rtigun g, son d e r n  d ie 
gesam te Auftragsabw ic k lun g. Fehlteilbezogen e Ab-
w eic hun gen  w er d en  zen tral in  M iG erfasst un d  ge-
bün d elt, statt über zahlr eic he Ein zel-E-M ails ve rteilt 
zu sein . Lieferte r m in ve r sc hiebun gen  od e r En gp ä sse 
sin d  frühzeitig sic htbar un d  k ön n en  p roak tiv bearbei-
tet w er d en .

„Früher w ur d en  Lieferter m in e hä ufig sp ä t un d  n ic ht 
im m e r belastbar bestä tigt. Heute lä uft d e r Prozess 
k lar struk turiert: Der Vertrieb legt d en  Fertigun gsauf-
trag an , d e r Ein k auf fragt d araufhin  d as ben ötigte 
M aterial an . Sobald  d ie M ateriallieferter m in e bestä -
tigt un d  d e r Auftrag in  d e r Fertigun g ein gelastet ist, 
erhä lt d e r Vertrieb zeitn ah Rüc k m eld un g – alles 
tran sp ar en t gebün d elt in  M iG“, er lä utert M ar k us Ge-
rold . „Auf d iese r Basis k ön n en  w ir un se r en  Kun d en  
frühzeitig realistisc he Lieferter m in e n en n en  un d  d iese 
m it sehr hoher W ahrsc hein lic hk eit auc h ein halten .“

Transparenz über  
Standortgrenzen hinweg
In zw isc hen  n utzt Dom m el M iG auc h stan d ortüber-
gr eifen d . Gem ein sam  m it Perze p tron  w ur d e ein e 
w er k sübe rgr eifen d e M aterialüber sic ht gesc haffen , 

d ie d en  Abgleic h zw isc hen  d em  Haup tstan d ort in  
Deutsc hlan d  un d  d em  W e r k  in  Osteurop a e r m öglic ht. 
So ist un m ittelbar e r k en n bar, ob ben ötigte Kom p o-
n en ten  an  ein em  Stan d ort verfügbar sin d  un d  w ie 
M aterialbew egun gen  od e r Fe rtigun gsen tsc heid un -
gen  op tim al abgestim m t w er d en  k ön n en . Die Tran s-
p ar en z en d et d am it n ic ht an  W er k stor en , son d e r n  
bild et d ie gesam te Sup p ly Chain  ab.

Operative Stabilität  
als Wachstumsmotor
M it zun ehm en d e r Un te r n ehm en sgröß e gew in n t d ie-
se For m  d e r Steue run g w eiter an  Bed eutun g. M iG ist 
bei Dom m el heute w eit m ehr als ein  Rep ortin g od e r 
M aterialtool – es bild et d ie gem ein sam e En tsc hei-
d un gsgrun d lage über alle Abteilun gen  hin w eg. 

„M iG hat d en  Fok us in  d e r M aterialw irtsc haft voll-
k om m en  n eu d efin iert. Es geht n ic ht m ehr um  d ie 
Id en tifik ation  d e r Show stop p e r, son d e r n  d ie Lösun g 
etw aiger En gp ä sse“, sagt Gerold . „Das Tool hat m aß -
geblic h zu un se r e r p ositiven  Gesc hä ftsen tw ic k lun g 
beigetragen .“
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Nachhaltigkeit durch Wertstoffkreislauf

Komplexe Industrieelektronik 
reparieren
W en n  Elektro n ik au sfällt, ist o ft das gesam te System  „ au ßer B etrieb “  –  u n d es 
dro hen  ho he In v estitio n sko sten  u n d A u sfallzeiten  für die B etreiber. D er EM S-
D ien stleister K rau s H ardw are bietet als A ltern ativ e serielle R eparatu rpro zesse 
an , die n eben bei für m ehr N achhaltigkeit so rgen .

» A u to r: G eo rg W ag n er, K rau s H ardw are

K le in e s De t ail – gr o ße  W irku n g: M it u n t e r  sin d  
e le kt rische  Ve rbin d u n ge n  o d e r Bau t e ile  au f 

ko m ple xe n  Bau gr u ppe n  d afür ve ran t w o r t lich, d ass 
gr o ße  t e chn ische  Lösu n ge n  n icht m e hr fu n ktio n ie -
r e n  – zu m  Be ispie l be i Pr o d u ktio n san lage n  in  d e r In -
d u st rie . N icht se lt e n  sin d  d ie se  Lösu n ge n  d an n  so gar 
e in ge bu n d e n  in  e in  ve rke t t e t e s Pr o d u ktio n sn e t zw e rk.

Un d  d as he ißt: Falle n  d ie  M aschin e n  au s, st e ht  
m it u n t e r  d e r gan ze  Be r e ich still. Vie le  Un t e r n e hm e n  
se t ze n  au f e ige n e  In st an d halt u n gs-Te am s, u m  Still-
st än d e  e in zu gr e n ze n  – abe r ge rad e  be i ält e r e n  Ge rä-

t e n  u n d  M aschin e n  gibt e s e in  ze n t r ale s Pr o ble m : Die  
Ersat zt e ilve r so rgu n g d u rch d e n  H e r st e lle r  w u r d e  
län gst  e in ge st e llt . Au ch u n d  ge rad e  Ele kt r o n ik ist vo n  
d ie se m  Dile m m a be t r o ffe n . 

Wenn der „Flammscanner“  
reihenweise ausfällt
W ie  ge ht m an  in  e in e m  d e rar tige n  Fall vo r? Ein e  ko n -
kr e t e  An tw o r t  gibt akt u e ll e in  An w e n d u n gsbe ispie l vo n  
Krau s Har d w ar e  m it Sitz in  Gro ßo sthe im . Das Un t e r-
n e hm e n  bie t e t  an , be kan n t e  Bau gr u ppe n  w ie d e rke h-

Be i vie le n  Re parat u rpr o ze sse n  ist  präzise  Han d arbe it u n ve rzichtbar. 
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re n d zu  p rü fe n  u n d zu  re p arie re n . In  die s e m  Zu s am -
m e n han g kam  e in  Ku n de  au s  de r che m is che n  In du s trie  
au f die  Sp e zialis te n  zu . Die  Au fgabe : So g e n an n te  
Flam m s can n e r fie le n  w ie de rho lt au s  – das  kle in e  Ge rät 
be s tätigt ko n tin u ie rlich, das s  e in e  s tabile  Bre n n e r-
flam m e  in  e in e r grö ße re n  An lag e  v o rhan de n  is t. 

Ein fach tau s che n ? „Das  is t n icht m ö glich, de n n  de r 
He rs te lle r de s  Scan n e rs  e xis tie rt n icht m e hr. Un d ähn -
liche  Ge räte  e in e s  alte rn ativ e n  He rs te lle rs  s in d n icht 
ko m p atibe l. De s halb m ü s s te  m an  dire kt alle  30 Scan -
n e r de r An lag e n  u n d dazu g e hö rig e  Au s w e rtu n g s e le k-
tro n ik au s tau s che n . Das  w äre  e in  s e hr gro ße r Au f-
w an d“, e rklärt Chris tian  Schw arze r v o n  Krau s  Hard-
w are . In  de r Fo lg e  e tablie rte n  die  Sp e zialis te n  e in e  
de u tlich s chlan ke re  Alte rn ativ e : die  W e ite rn u tzu n g 
n ach Re p aratu r. Zu n ächs t w u rde  de r Statu s  de s  
Flam m -s can n e rs  e rm itte lt u n d e in e  Lis te  m it de fe kte n  
Bau te ile n  zu r Be s chaffu n g e rs te llt. An s chlie ße n d s tar-
te te n  zw e i ze n trale  Pro ze s s e : 
• Die  an g e lie fe rte n  n e u e n  Se n s o rze lle n  fü r de n  Scan -

n e r w u rde n  u n te r re ale n  Be din g u n g e n  m it Flam m -

Test- und Simulationsprozesse helfen dabei, die Fehlfunktionen eines Geräts 
zu identifizieren. 
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Spezielle Ersatzteile hält das Unternehmen unter Umständen im Lager vor – 
zum Beispiel, wenn sich der Reparaturauftrag später wiederholt.
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Mit ihrem vollständig neu entwickelten 
Maschinenkonzept und intelligenten  
Funktionen läutet die innovative SIPLACE V  
Plattform eine neue Ära der Elektronik-
fertigung ein – für höhere Produktivität, 
durchgängige Vernetzung und nachhaltige  
Zukunftssicherheit in den Wachstumsmärkten 
von morgen.

SIPLACE V Fakten:
•	↑30 % höhere Realleistung
•	 Unbegrenzte Flexibilität
•	 100 % Prozessqualität 
•	 Zukunftssicher aufgestellt
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te sts valid ie rt – e ine  korre kte  Signale rze ugung und  
d ie  Einh altung d e r „Antw ortsc h w e lle n“ stand e n d a-
be i unte r and e re m  auf d e m  Prüfstand . Zur Lösung 
ge h örte n e tw a d as e x pe rim e nte lle  V e rlöte n von ve r-
sc h ie d e ne n W id e rstand s- und  Kapazitätsw e rte n zur 
Analyse  d e s Sc h altungsve rh alte ns, d ie  Entw ic klung 
e ine s Sim ulationsm od e lls zur Vorh e rsage  d e r Le is-
tungsaufnah m e  und  d ie  M od ifizie rung d e r Ausw e r-
tungse le ktronik d e r Sc anne r (auf Basis d e r Sim ula-
tione n).

• Auße rd e m  e ntstand  e in Prototyp d e s ve rbaute n 
Transform ators – als Re fe re nz für späte re  V e r-
gle ic h sm e ssunge n. „W ir h abe n im  Vorfe ld  se ine  
e le ktrisc h e n Param e te r, Abm e ssunge n und  d ie  th e r-
m isc h e  Be lastbark e it ge nau d e finie rt. Danac h  w ur-
d e  e in Transform atorh e rste lle r m it d e m  Nac h bau 
be auftragt“, so Ch ristian Sc h w arze r von Kraus 
Hard w are .

Elektronik im Wertstoff- 
kreislauf halten

Das End e rge bnis lässt sic h  m it d e n W orte n „m e h r in-
d ustrie lle  Proze sssic h e rh e it“ gut um re iße n: De r Kun-
d e  profitie rt d avon, d ass alle  M ate rialie n für ak ute  
Re parature n be i Kraus Hard w are  zur V e rfügung ste -
h e n (w e nn w e ite re  Sc anne r ausfalle n) – und  d ass d ie  
Spe zialiste n ge nau w isse n, w e lc h e  Prüf- und  Prod uk -
tionsproze sse  unve rzic h tbar sind . 

„U nabh ängig d avon ist e ine  solc h e  Die nstle istung 
abe r auc h  w ic h tig, d am it w e rtvolle  Ele k tronik  m ög-
lic h st lange  in e ine m  ge sc h losse ne n W e rtstoffk re is-
lauf ve rble ibt – m itunte r übe r Jah rze h nte  h inw e g“, 
be tont Ch ristian Sc h w arze r. „Die  Le be nszyk le n d e r 
Ge räte  ste ige n also d urc h  unse re  Arbe it an.“

Ersatzteile für eine  
Briefsortiermaschine prüfen
W ie  unte rsc h ie d lic h  d ie  Re paraturaufgabe n se in 
k önne n, ze igt e in zw e ite s Be ispie l von e ine m  Kraus-
Kund e n aus d e m  Be re ic h  d e r Logistik  m it Brie fsor-
tie rm asc h ine n. Für d ie  Anlage n gibt e s e be nso k e ine  
Ersatzte ile  m e h r – d afür abe r d azuge h örige  Baugrup-
pe n in e ine m  Lage r m it unk lare m  Status. Die  ze ntrale  
Frage  laute te  also: 

Funk tionie re n sie  noc h ? „In d ie se m  Fall h abe n w ir 
e ine n um fangre ic h e n Prüfproze ss ange stoße n“, sagt 
And re as Kraus, Ge se llsc h afte r von Kraus Hard w are . 
Dazu ge h örte  zum  Be ispie l d ie  Einric h tung von e lf 
Baugruppe ntype n – soge nannte  „Gold e n Board s“ – 
als V e rgle ic h sre fe re nze n. Ansc h lie ße nd  w urd e n ins-
ge sam t 639 Board s m it d ie se n „gold e ne n Re fe re n-
ze n“ pe r Flying Probe  ICT  ve rglic h e n: Ze ige n sic h  zum  
Be ispie l be i d e n N e tze n abw e ic h e nd e  Signature n? In 
d ie se m  Fall w urd e n d e fe k te  bzw . falsc h e  Baute ile  
ausge tausc h t sow ie  fe h le rh afte  Lötve rbind unge n re -
parie rt. De r Kund e  ve rfügt som it w ie d e r übe r e ine n 
ge sic h e rte n Be stand  an Ersatzte ile n, d ie  m an an-
sonste n vie lle ic h t e ntsorgt h ätte . U nd : Die  M asc h i-
ne n w äre n k aum  noc h  zu re parie re n ge w e se n. 

„Insge sam t ist d ie  Band bre ite  d e r Re paraturaufga-
be n be i uns e norm “, re süm ie rt And re as Kraus. „Die  
Ele k tronik  stam m t zum  Be ispie l aus d e r Ene rgie w irt-
sc h aft, d e r Bah nte c h nik  od e r d e m  M asc h ine nbau, 
w obe i w ir unse re  jah rze h nte lange  Erfah rung je w e ils 
ge zie lt m it e inbringe n und  d ann übe r länge re  Ze it-
räum e  h inw e g d ie  Baugruppe n w ie d e rk e h re nd  re pa-
rie re n. Am  End e  ste h e n Qualitätslösunge n, d ie  pro-
ze sssic h e r funk tionie re n und  som it in d e r W e rt-
sc h öpfungsk e tte  ve rble ibe n. Das ist im m e r d as Zie l.“

Röntgenaufnahmen ergänzen mitunter die Fehlerermittlung.
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Der erste Schritt ist die Demontage der Geräte, und es erfolgt eine sorgfältige Prüfung 
des Status quo.
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Neue Analysefunktionen in SMT Analytics

KI-gestützte Auswertungen steigern Transparenz 

baut: N eben  Aussch ussraten  k ön n en  Aus-
w ertun g en  n un  k osten basiert erfolg en . In  
Verbin dun g  m it der An bin dun g  a n  das 
Factory  Equipm en t Cen ter steh en  z udem  
w artun g sreleva n te In form ation en  w ie 
W artun g sstatus, Z y k lusz äh ler un d ver-
bleiben de In tervalle direk t im  An aly se-
k on text z ur Verfüg un g .
Ein en  w eiteren  En tw ick lun g ssch ritt stellt 
das KI-g estütz te Reportin g  dar. Ein  in te-
g rierter Assisten t a n aly siert die Daten  au-
tom atisiert un d liefert k lar struk turierte, 
priorisierte Ha n dlun g sem pfeh lun g en  z ur 
Steig erun g  von  Perform a n ce, Bauelem en -
tef f iz ien z  un d An la g en verfüg bark eit. An -
w en der m üssen  k om plexe Dash boards 
n ich t m eh r selbst in terpretieren , son dern  
k ön n en  g ez ielt un d z eitn a h  M aßn a h m en  
ableiten .
Darüber h in aus w ird das Un tern eh m en  
k ün ftig  auch  die Ein bin dun g  von  M asch i-
n en  a n derer Hersteller un terstütz en , so-
fern  diese das IPC-2591-CFX -Protok oll 
n utz en . Das soll ein e durch g än g ig e An a-
ly se un d Optim ierun g  auf Lin ien eben e er-
m ög lich en .

M it erw eiterten  An aly sefun k tion en  baut 
ASM PT sein e Softw arelösun g  SM T An aly -
tics aus. Hin z ug ek om m en  ist der An w en -
dun g sf all Lin e Bala n ce An aly sis, der erst-
m als ein e station süberg reifen de Bew er-
tun g  der z eitlich en  Auslastun g  k om plet-
ter SM T-Lin ien  erm ög lich t. Erg än z en d 
w urden  die besteh en den  Use Cases Th eo-
retical Cy cle Tim e Com parison  un d Reject 
An aly sis fun k tion al erw eitert.
Die n eue Lin e Bala n ce An aly sis verg leich t 
die tatsäch lich en  Z y k lusz eiten  ein es Pro-
duk ts a n  jeder Station  m it den  Referen z -
w erten  aus der Prog ra m m iersoftw are 
W ork s Prog ra m m in g . Abw eich un g en  un d 
lim itieren de Proz esssch ritte w erden  da-
durch  un m ittelbar sich tbar. An w en der er-
k en n en  auf ein en  Blick , w elch e Station en  
den  Durch satz  beg ren z en  un d w ie sich  
un tersch iedlich e Prog ra m m e auf die Lin i-
en bala n ce ausw irk en . 
Die erw eiterte Th eoretical Cy cle Tim e 
Com parison  z eig t z usätz lich , a n  w elch en  
Stellen  Prog ra m m para m eter w ie W arte-
z eiten  oder Besch leun ig un g sw erte vom  
th eoretisch en  Optim um  abw eich en . 
Auch  die Reject An aly sis w urde ausg e-

Die Theoretical Cycle Time Comparison stellt Abweichungen zwischen aktuellen und optimalen Zyklus-
zeiten grafisch und tabellarisch dar.
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Profilierungslösungen für vielfältige Anforderungen

Neubewertung  
der Prozessverifizierung
M oder ne Elektr onikbaug r up p en stellen im m er  höher e A nfor der ungen an die 
P r ozesssteuer ung. D a Leiter p latten im m er  dichter  bestü ckt und die B auteile 
ther m isch vielfältiger  wer den, ist die A ufr echter haltung einer  gleichbleibenden 
Lötleistung kom p lex er  denn je.

»  C h r is W illiam s, Leiter  V er tr ieb Eur op a, Solder Star  Ltd

H er köm m lic he M etho d en zur Erstellung 
vo n Pr o filen, d ie sic h aussc hließlic h 

auf d ie Tem peratur k o nzentrieren, sind  o ft 
nic ht aussagek r ä ftig genug. Um  Zuver lä s-
sigk eit und  Effizienz zu gew ä hrleisten, w en-
d en sic h Hersteller d aher zunehm end  breiter 
angelegten Verifizierungsstrategien zu, d ie 
m ehrere Fakto ren überw ac hen. 

Profilierung moderner  
Baugruppen
Die M iniaturisierung hat d ie therm isc he 
Dynam ik  vo n Leiterplatten erheblic h ver ä n-
d ert. M o d erne Baugruppen enthalten o ft 
d ic ht gepac k te Ko m po nenten, bei d enen 
k leine passive Bauteile neben m asser eic hen 
Teilen w ie Stec k verbind ern o d er Absc hir-

m ungen angeo r d net sind . Aufgrund  d ieser 
Unter sc hied e in d er therm isc hen M asse 
w ird  es zunehm end  sc hw ieriger, ein k o nsis-
tentes Reflo w -Pr o fil über d ie gesam te Lei-
terplatte zu er r eic hen.

W ä hrend  ä ltere Pr o filierungstec hnik en in 
Um gebungen m it geringer Dic hte o d er ho -
hem  Vo lum en ausreic hten, w er d en heute 
für k o m plexe Leiterplatten m it gem isc hter 
Tec hno lo gie pr ä zise therm isc he Bed ingun-
gen erw artet. Oft m üssen d iese innerhalb 
enger Zeitrahm en geliefert w er d en, d ie w e-
nig Raum  für Ver suc h und  Ir rtum  lassen. 
Kurz gesagt: Die Pr o filierung d arf k eine 
zeitaufw ä nd ige m anuelle Aufgabe m ehr 
sein, so nd ern m uss sc hnell, genau und  
leic ht w ied erho lbar sein.

Die M iniaturisierung m o d e rne r Baugruppen m ac ht es sc hw ieriger, k o nsistente Reflo w -Pr o file zu erzielen, 
w as d ie N o tw end igk eit einer Ü be r prüfung über d ie Tem pe ratur hinaus d eutlic h m ac ht.
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Zeiteffiziente Lösungen

Bei einer ho hen Pr o d uk tvielfalt ist es ent-
sc heid end , sc hnell und  o hne über m ä ßige 
Ausfallzeiten zw isc hen ver sc hied enen Pr o -
d uk ttypen w ec hseln zu k önnen. Die Pr o fi-
lierungslösungen w ur d en genau d afür ent-
w ic k elt. Sie bieten Ingenieuren To o ls, m it 
d enen sie Lötpastenspezifik atio nen vo rge-
ben und  Tem peraturpr o file auto m atisc h an 
d as gew ünsc hte Pr o zessfenster anpassen 
k önnen. Dur c h d iese Auto m atisierung w ird  
d ie Pr o zess-Einric htungszeit erheblic h re-
d uziert.

N o c h w ic htiger ist, d ass d ie Pr o filierung 
heute als integraler und  k o ntinuier lic her 
Bestand teil d er Pr o zesssteuerung betrac h-
tet w ird  und  nic ht m ehr als einm aliger Ein-
ric htungssc hritt. Anstatt nac h jed er Ofen-
einstellung eine Neupr o filierung d ur c hzu-
führen, führen viele Her steller tä glic he Ve-
rifizierungspr o to k o lle auf d er Grund lage 
festgelegter Benc hm ar k s ein. Dieser Ansatz 
m inim iert unnötige Ausfallzeiten und  stellt 
gleic hzeitig sic her, d ass d ie grund legend en 
Pr o zessparam eter stets innerhalb d er Spe-
zifik atio nen bleiben.

Multivariabler Ansatz sorgt 
für Stabilität
M o d erne Reflo w -Öfen sind  sehr k o m plex 
und  verfügen hä ufig über Vak uum k am -
m ern, Stic k sto ffatm o sphä ren und  Ho c hge-
sc hw ind igk eits-Förd er system e. Daher ist 
d ie Tem peratur nic ht m ehr d ie einzige Va-
riable, d ie eine Ro lle spielt. Um  d ie Pr o zess-
stabilitä t und  d ie Integritä t d er Lötstellen 
zu gew ä hrleisten, m üssen Her steller nun 
eine Reihe vo n Um gebungs- und  m ec hani-
sc hen Bed ingungen überw ac hen:

» BAUGRUPPENFERTIGUNG
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•  Sa uersto ffgeh a lt (O2): 
Der Betrieb  in einer inerten Atm o sp h äre er-
fo rdert eine strenge Ko ntro lle der O2-Ko n-
zentra tio nen. Zu viel Sa uersto ff ka nn zu 
Oxida tio n und sch lech ten Lötstellen füh -
ren, zu w enig Sa uersto ff ka nn zu einem  
üb erm äßigen Sticksto ffverb ra uch  und Pro -
b lem en w ie „To m b sto ning“ füh ren. Ansta tt 
sich  a uf Einp unktsenso ren zu verla ssen, 
b ietet eine vo llständige Sa uersto ffüb erw a -
ch ung üb er die gesa m te Länge des Ofens 
einen kla reren Einb lick in die Ko nsistenz der 

•  Fördergesch w indigkeit: 
Selb st geringfügige Sch w a nkungen der 
Fördergesch w indigkeit können sich  a uf die 
th erm isch e Ko nsistenz a usw irken, insb e-
so ndere in Ko m b ina tio n m it a nderen Va ria -
b len. Eine lückenlo se Üb erw a ch ung stellt 
sich er, da ss die Einstellung eingeh a lten, 

Atm o sp h äre und die Leck-
such e.
•  Va kuum p ro filierung: 
Beim  Va kuum -Reflo w  ist 
es da s Ziel, eingesch lo sse-
ne Ga se zu entfernen, die 
durch  Ho h lräum e in den 
Lötstellen verursa ch en 
w erden können. Fa lsch e 
Eva kuierungs-, Ha lte- o der 
Flutra ten können jedo ch  
zu einer Versch ieb ung der 
Ba uteile o der einer unzu-
reich enden Entfernung der 
Ho h lräum e füh ren. 
Durch  die M essung des Va -
kuum zyklus unter rea len 
Pro zessb edingungen kön-
nen Ingenieure da s Tim ing 
und die Va kuum stärke so -
w o h l für die Qua lität a ls 
a uch  für den Durch sa tz 
o p tim ieren.
•  Vib ra tio n: 
M ech a nisch e Störungen 
durch  Fördersystem e o der 
Va kuum m o dule können 
da zu füh ren, da ss sich  die 
Ba uteile w äh rend des Re-
flo w -Pro zesses versch ie-
b en, insb eso ndere a uf 
dich t- o der do p p elseitig 
b estückten Leiterp la tten. 
Durch  die M essung der Vi-
b ra tio n in den drei Ach sen 
(X, Y und Z) können Her-
steller m ech a nisch e Feh ler, 
w ie b eisp ielsw eise fa lsch  
a usgerich tete Förderb än-
der, erkennen, b evo r sie zu 
Defekten füh ren.

Bei der Pro zessüb erp rüfung w erden h eute m eh rere 
Fa kto ren b erücksich tigt, da runter Sa uersto ffgeh a lt 
und Fördergesch w indigkeit, um  die Sta b ilität der 
Lötstellen zu gew äh rleisten. Bi
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ECHTE VIELSEITIGKEIT
FÜR IHRE HIGH-MIX-
PRODUKTION

BLEIBEN SIE AGIL MIT 
UNSERER ALL-IN-ONE

BESUCHEN SIE UNS AM 15. APRIL 2026  
UM DIE ZUKUNFT DER ELEKTRONIK-
PRODUKTION GEMEINSAM ZU GESTALTEN
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Abw e ich un g e n  e rk an n t un d k orrig ie rt w e r-
de n , be vor sie  sich  auf die  Produk tqualität 
ausw irk e n .

Von reaktiv  
zu vorbeugend
W äh re n d die  Profile rste llun g  für die  Ein -
rich tun g  un e rlässlich  ist, w ird die  V e rifiz ie -
run g  z um  Hauptbe stan dte il de r laufe n de n  
Proz e ssste ue run g . Durch  die  Fe stle g un g  e i-
n e s „Basisw e rts“ un d die  Ü be rw ach un g  von  
Abw e ich un g e n  be i Te m pe ratur, Saue rstoff, 
V ibration  un d an de re n  Param e te rn  k ön n e n  
He rste lle r auftre te n de  Proble m e  proak tiv 
an g e h e n , be vor sie  z u Ausfälle n  e sk alie re n .

W e n n  sich  be ispie lsw e ise  die  Kon tak tz e it 
in  e in e m  W e lle n lötproz e ss auch  n ur um  
de n  Bruch te il e in e r Se k un de  ve rsch ie bt, 
k an n  die s auf e in e  m e ch an isch e  ode r th e r-
m isch e  Drift h in de ute n . Ebe n so k an n  e in  

allm äh lich e r An stie g  de r V ibration sw e rte  
auf e in e n  V e rsch le iß de s Förde re rs h in de u-
te n . Die se  In dik atore n  e rm ög lich e n  e s, 
W artun g sarbe ite n  auf de r Grun dlag e  de s 
tatsäch lich e n  Zustan ds de r An lag e n  statt in  
fe ste n  In te rvalle n  z u plan e n , w odurch  Aus-
fallz e ite n  re duz ie rt un d die  Le be n sdaue r 
de r M asch in e n  ve rlän g e rt w e rde n .

Unterstützung von Compli-
ance und Nachhaltigkeit
N e be n  Qualität un d Effiz ie n z  z w in g e n  sich  
w e ite re n tw ick e ln de  Bran ch e n vorsch rifte n  
die  He rste lle r daz u, die  Um g e bun g sbe din -
g un g e n  z u dok um e n tie re n  un d z u k on trol-
lie re n . Norm e n  w ie  ISO 14001 ve rlan g e n  
e in e  k on tin uie rlich e  V e rbe sse run g  un d Um -
w e ltve ran tw ortun g . Die  Ech tz e itübe rw a-
ch un g  de s Stick stoffve rbrauch s, die  Le ck -
such e  un d das Gasm an ag e m e n t trag e n  

n ich t n ur z ur Erfüllun g  die se r Norm e n  be i, 
son de rn  k ön n e n  auch  un n ötig e n  V e rbrauch  
un d Be trie bsk oste n  re duz ie re n .

Be ispie lsw e ise  k ön n e n  un e n tde ck te  Le ck s 
in  Stick stoffle itun g e n  ode r de fe k te  Dich -
tun g e n  z u e in e m  übe rm äßig e n  Gasve r-
brauch  in  Höh e  von  Tause n de n  von  Euro, 
Pfun d ode r Dollar pro Jah r füh re n . Durch  
die  Erfassun g  vollstän dig e r Saue rstoffprofi-
le  k ön n e n  He rste lle r die se  Proble m e  früh -
z e itig  e rk e n n e n  un d be h e be n , w as sow oh l 
z u Koste n e in sparun g e n  als auch  z ur Erre i-
ch un g  von  Nach h altig k e itsz ie le n  be iträg t. 

ROI in Sachen Effizienz 
Für He rste lle r, die  de n  Re turn  on  In ve st-
m e n t m ode rn e r th e rm isch e r Profilie run g s-
syste m e  be w e rte n , lie g t de r W e rt in  e in e r 
ve rbe sse rte n  Proz e sstran spare n z  un d re du-
z ie rte n  Be trie bsk oste n . V e re in fach te  V e rifi-
z ie run g sw e rk z e ug e  e rm ög lich e n  die  Durch -
füh run g  von  Routin e k on trolle n  durch  
n ich t-te ch n isch e s Pe rson al, sodass qualifi-
z ie rte  In g e n ie ure  sich  auf die  Proz e ssopti-
m ie run g  un d Proble m lösun g  k on z e n trie re n  
k ön n e n .

Gle ich z e itig  e rm ög lich t de r Zug riff auf 
de taillie rte  Proz e ssdate n  de n  In g e n ie ure n , 
Proble m e  im  Ofe n  sch n e ll z u ide n tifiz ie re n , 
w as e in e  sch n e lle re  En tsch e idun g sfin dun g  
un d e in e  e ffe k tive re  Fe h le rbe h e bun g  un te r-
stütz t.

Be i de r m ode rn e n  Profilie run g  g e h t e s 
n ich t darum , m e h r Date n  um  ih re r se lbst 
w ille n  z u sam m e ln , son de rn  darum , die  
n otw e n dig e n  Erk e n n tn isse  z u g e w in n e n , 
um  Fe h le r z u re duz ie re n , die  Ausbe ute  z u 
ve rbe sse rn , Ausfallz e ite n  z u m in im ie re n  
un d m it de n  sich  stän dig  w e ite re n tw ick e ln -
de n  Qualitäts- un d Nach h altig k e itsan for-
de run g e n  Sch ritt z u h alte n . In  e in e r Pro-
duk tion sum g e bun g , in  de r V e rän de run g e n  
an  de r Tag e sordn un g  sin d, ist e in e  z uve rläs-
sig e  Tran spare n z  de r Proz e ssle istun g  von  
e n tsch e ide n de r Be de utun g .

Das Profil de r Ofe n te m pe ratur un d de s Saue rstoffg e h alts (ppm ) lie fe rt e in  vollstän dig e re s Bild de s Proz e sse s.
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Die  M e ssun g  de s Förde rban dvibration sprofils n ach  Ofe n z on e  h e bt m e ch an isch e  Störun g e n  h e rvor, die   
w äh re n d de s Re flow -Proz e sse s z u e in e r V e rsch ie bun g  de r Kom pon e n te n  füh re n  k ön n te n .
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Manufacturing Operations Platform

Intelligente und  
anpassungsfähige Fabrik

Die M anufac tur ing Operatio ns Platfo r m  vo n Cr itic al M anu-
fac tur ing so ll Industr ie 4.0 Realitä t w er den lassen. Sie ver-
netzt System e, o ptim iert d ie Ausführung und liefert um setz-
b are Er k enntnisse, um  intelligentere und anpassungsfä higere 
Fab r ik en zu sc haffen.
Die Plattfo r m  vereint M ES, Ko nnek tivitä t, Auto m atisierung, 
Analytik  und KI, um  Her stellern zu helfen, Ko m plexitä t zu 
b eher r sc hen, Entsc heidungen zu b esc hleunigen und das Ver-
trauen und d ie Gesc hw ind igk eit zu gew innen, d ie sie im  
W ettb ew er b  b enö tigen. Dur c h das Identifizieren vo n Ko r re-
latio nen zw isc hen Pr o zessparam etern und Fehler m ustern er-
m ö glic ht das System , Qualitä tspr o b lem e vo rherzusagen und 
zu ver m eiden. N utzer k ö nnen üb er einen KI-Co pilo t m it den 
Daten interagieren und Fragen in natür lic her Sprac he stel-
len, um  d irek t aus den Pr o d uk tio nsd aten Er k enntnisse zu ge-
w innen. 

Kontextbezogene Einblicke in Echtzeit
In der Halb leiterfertigung b eispielsw eise stellt d ie Plattfo r m  
d ie vo llstä nd ige Rüc k verfo lgb ar k eit vo n M ater ialien gem ä ß 
E142-Standar d  sic her. Sie vereint M ES, Io T und KI, um  k o n-
textb ezo gene Ec htzeit-Einb lic k e zu liefern. 
Diese Funk tio nen geb en Chipher stellern d ie nö tige Agilitä t 
und Sic herheit, um  den Dur c hsatz zu o ptim ieren, Sc hw an-
k ungen zu ver m eiden und d ie Ausb eute zu sic hern – insb e-
so ndere in k o m plexen, datenreic hen Um geb ungen. Ergä nzt 
w er den d iese Funk tio nen dur c h c -Alic e, das KI-gestützte 
Bild k lassifizierungsto o l des Unternehm ens. Es ver b essert d ie 
Pr o zesssteuerung dur c h d ie Analyse und Klassifizierung vo n 
Pr o d uk tio nsb ildern. 

Das System ermöglicht es, Qualitätsprobleme vorherzusagen und zu ver-
meiden.

Bi
ld

: C
rit

ic
al

 M
an

uf
ac

tu
rin

g

SAVE  
THE  
DATES

Das Kompetenznetzwerk der IndustrieIndustrie

Entdecken Sie kompaktes Expertenwissen, 
innovative Lösungen und aktuelle Trends 
der Elektronikfertigung – interaktiv und 
online. Sammeln Sie Impulse zur Prozess-
optimierung und vernetzen Sie sich direkt 
mit führenden Anbietern aus den Bereichen 
Automatisierung, Prozesssicherheit, Robo-
tik, Leistungselektronik und Reinigungs-
technologien.

Unsere Websession- 
Highlights 2026:
•	� Robotik meets SMT: 10.02.2026  

Flexible Automatisierungs- 
lösungen

•	� Prozesssicherheit: 17.06.2026  
Qualität & Digitalisierung

•	� Leistungselektronik: 22.10.2026  
Effiziente Fertigung und  
Innovationen

•	� Reinigungstechnik: 26.11.2026  
Nachhaltigkeit und Prozess- 
qualität

Sie haben Interesse, Partner bei  
einer Websession zu werden?

Ihre Innovationen im Rampenlicht! Präsentieren 
Sie Ihr Know-how einer qualifizierten Zielgruppe, 

steigern Sie Ihre Sichtbarkeit in der Branche und  
            gewinnen Sie neue, hochwertige Leads.�

Weitere Infos:

Anmeldung und weitere Informationen:
Finden Sie auf epp-online unter Events & Termine

  Websessions 2026  
  Innovationen für die  

  Elektronikfertigung  

  erleben!  

www.criticalmanufacturing.com
www.criticalmanufacturing.com
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Bestückungstechnologien im KI-Zeitalter

016008 mm: Miniatur-Bauteile 
erreichen die SMT-Linie
Laut eigen en  A n gab en  ist es d er Fuji C o rp o ratio n  als erstem  U n tern ehm en  gelun gen , 
016008-m m -B auteile (0,16 × 0,08 m m  b zw. 006 × 003 Zo ll) auf Leiterp latten  zu b estüc k en .  
D ies w urd e d urc h d ie E n tw ic k lun g n euer M asc hin en tec hn o lo gien  für d ie V erarb eitun g  
ultrak lein er elek tro n isc her K o m p o n en ten  d er n äc hsten  G en eratio n  erm öglic ht.  
D ie B estüc k un g w urd e m ithilfe d er SM T-B estüc k un gsp lattfo rm  N X TR  realisiert.

D e rze it be sc h le unigt sic h  d e r Tre nd  
h in zu Ed ge  AI, be i d e m  KI-V e rarbe i-

tung d ire k t auf d e m  End ge rät e rfolgt. 
Gle ic h ze itig ze ic h ne t sic h  e ine  ne ue  Ära 
ab, in d e r zah lre ic h e  Alltagsge räte  Infor-
m atione n autonom  analysie re n – von 
S m artph one s und  W e arable s bis h in zu 
m e d izinisc h e n und  He alth c are -S yste m e n. 
M it d e m  ste ige nd e n Funk tionsum fang 
e le k tronisc h e r Prod uk te  nim m t auc h  d ie  
Anzah l d e r zu be stüc k e nd e n Baute ile  e r-
h e blic h  zu. Dad urc h  w e rd e n w e ite re  M i-
niaturisie rung und  e ine  noc h  h öh e re  Inte -
grationsd ic h te  zu te c h nologisc h e n 
S c h lüsse lanford e runge n.

S e lbst d as 0201-m m -Baute il (0,25 × 
0,125 m m  bzw . 008 × 004 Zoll), d as bis-
lang als k le inste s k om m e rzie ll ve rfügba-
re s S tand ard baute il gilt, stößt be i d e r 
w e ite re n V e rd ic h tung zune h m e nd  an 
ph ysik alisc h e  und  proze sste c h nisc h e  
Gre nze n.  
 
 
 
 

Als Antw ort d arauf w ird  d e rze it d ie  
näc h ste  Baute ilge ne ration im  Form at 
016008 m m  (006003“) e ntw ic k e lt. Die se  
be nötigt nur e tw a d ie  Hälfte  d e r Be stü-
c k ungsfläc h e  e ine s 0201-m m -Baute ils 
und  e rm öglic h t d am it noc h m als d e utlic h  
h öh e re  Pac k ungsd ic h te n auf be gre nzte m  
Le ite rplatte nraum .

Vier Technologien für die 
016008-mm-Bauteile
Fuji bie te t se it vie le n Jah re n Hoc h ge -
sc h w ind igk e its- und  Präzisions-Be stü-
c k ungssyste m e  für e x tre m  k le ine  Baute ile  
an. Durc h  W e ite re ntw ic k lunge n in d e n 
folge nd e n vie r ze ntrale n S te ue rungste c h -
nologie n k onnte  nun e rstm als d ie  Be stü-
c k ung von 016008-m m -Baute ile n auf 
Le ite rplatte n re alisie rt w e rd e n:
• Lage - und  Orie ntie rungse rk e nnung 

w äh re nd  d e s Hand lings: Die  Ausric h -
tung und  Position ultrak le ine r Baute ile  
w e rd e n in Ec h tze it e rfasst, um  e in op-
tim ale s Hand ling sic h e rzuste lle n.

• Hoc h präzise  Pic k -up-S te ue rung: Ab-
w e ic h unge n d e r Aufnah m e position so-

Bestückung von 016008-mm-Bauteilen.
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Möglich wurde die Bestückung durch die erfolg-
reiche Entwicklung neuer Maschinentechnologien.
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w ie  Einflüsse  d urc h  statisc h e  Ele k trizi-
tät w e rd e n k om pe nsie rt und  sorge n für 
e ine  stabile  Baute ilaufnah m e .

• Fe instre ge lung d e s Be stüc k ungsd ruc k s: 
De r Auflage d ruc k  w ird  präzise  ge ste u-
e rt, um  Be sc h äd igunge n d e r e m pfind li-
c h e n Baute ile  zu ve rm e id e n.

• Hoc h präzise  Positionie rste ue rung: 
Durc h  Positionsk orre k ture n im  N ano-
m e te rbe re ic h  w ird  e in se h r h oh e s M aß 
an Be stüc k ungsge nauigk e it e rre ic h t.

 Lösungen für Bestückung 
ultrakleiner Bauteile
Für d ie  zuve rlässige  Be stüc k ung von 
016008-m m -Baute ile n und  k le ine re n 
Form ate n ist nic h t nur d ie  Optim ie rung 
d e s Be stüc k ungsproze sse s e ntsc h e id e nd . 
Ebe nso e rford e rlic h  ist e ine  h oc h grad ige  
Abstim m ung säm tlic h e r vorge lage rte r 
und  nac h ge lage rte r Proze sse  – d arunte r 
Le ite rplatte nd e sign, Lotpaste n, S c h ablo-
ne n, Re flow -Proze sse  und  Inspe k tion.

Fuji tre ibt d ah e r nic h t nur d ie  W e ite r-
e ntw ic k lung se ine r Be stüc k ungsrobote r 
voran, sond e rn inte nsivie rt auc h  d ie  Zu-
sam m e narbe it m it Partne rn, um  e ine  
ganzh e itlic h e  Proze sslösung e insc h lie ß-
lic h  Prod uk tions- und  Hilfsm ate rialie n zu 
re alisie re n. Dam it spie lt Fuji e ine  S c h lüs-
se lrolle , w e nn e s um  d ie  M iniaturisie rung 
e le k tronisc h e r Kom pone nte n im  Ed ge -AI-
Ze italte r ge h t.

» BAUGRUPPENFERTIGUNG
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EMS-Spezialist für individuelle Steuerungen und Leistungselektronik 

Entwickler mit Bestückung
Entw ick lung. Fer tigung. EM V-O ptim ier ung. – D ie Elec-C on Technology  G m bH , Pas s au, hat s ich 
in der  Elek tr onik b r anche als  flex ibler  Spezialis t für  k undens pezifis che Steuer ungen und Leis -
tung s elek tr onik  etablier t. A nder s  als  k las s is che EM S-A nb ieter  ver folgt das  inhaber gefüh r te 
U nter nehm en einen for s chung s getr iebenen A ns atz: Statt „B es tück er  m it Entw ick lung“ is t 
Elec-C on ein „Entw ick ler  m it B es tück ung“ – m it d ir ek ter  A nb indung an d ie Technis che H och-
s chule D eggendor f. D as  U nter nehm en s tellt auf der  em bedded w or ld in H alle 3A  au s.

Im  Ze ntrum  d e r Ak tivitäte n be i Ele c -Con ste h t 
ste ts d ie  k onk re te  Kund e nanford e rung. Ele c -Con 

übe rnim m t Proje k te  ab Losgröße  1 und  bringt Id e e n 
m it h oh e r Sc h ne lligk e it in Form  – se i e s d urc h  d ie  
Entw ic k lung k om ple tte r e m be d d e d  Syste m e  od e r d ie  
Fe rtigung optim ie rte r Prototype n. Dank  d urc h gängi-
ge m  Inh ouse -W ork flow , m od e rne m  M asc h ine npark  
und  e ige ne m  Engine e ring ist e ine  sc h ne lle  U m se t-
zung auc h  k om ple x e r Aufgabe n sic h e rge ste llt.

Ein be sond e re s M e rk m al: Die  V e rbind ung von For-
sc h ung und  Prax is. Ele c -Con e ntw ic k e lt nic h t nur im  
Kund e nauftrag, sond e rn be tre ibt paralle l e ige ne  For-
sc h ungsproje k te  zu T h e m e n w ie  d igital ge ste ue rte n 
Strom ve rsorgunge n od e r KI-ge stützte r Re ge lungs-
te c h nik . Die  d araus e ntste h e nd e n DC/DC-W and le r – 
analog od e r d igital – w e rd e n nic h t nur inte rn e inge -

se tzt, sond e rn ste h e n als anpassbare  Stand ard pro-
d uk te  auc h  Dritte n zur V e rfügung.

N e be n d e r Entw ic k lung bie te t Ele c -Con e ine  V ie l-
zah l be gle ite nd e r Die nstle istunge n: EM V -Pre c om pli-
anc e -M e ssunge n, Filte re ntw ic k lung, Firm w are -De -
sign, Layoutse rvic e s (z. B. m it Altium , KiCad  od e r 
Eagle ), Re w ork , Ge räte m ontage , M ate rialh and ling 
und  Logistik lösunge n. Kund e n profitie re n d ad urc h  
von e ine r d urc h gängige n Be tre uung – von d e r e rste n 
Id e e  bis zur se rie nre ife n Baugruppe .

Ele c -Con ric h te t sic h  an Kund e n, d ie  te c h nisc h e s 
Know -h ow , Fle x ibilität und  pe rsönlic h e  Be tre uung su-
c h e n. U nte rne h m e n aus d e n Be re ic h e n Ind ustrie e le k-
tronik, Se nsorik, Le istungse le ktronik und  Ene rgie te c h -
nik find e n h ie r e ine n agile n Partne r auf Auge nh öh e  – 
ob Start-up, m itte lständ isc h e r Spe zialist od e r OEM .

Ele c -Con T e c h nology aus Passau ste llt auf d e r e m be d d e d  w orld  in Halle  3A-422 aus.
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Werner Wirth agiert als strategischer Outsourcing-Partner 

Wie Elektronik in  
die Anwendung kommt
Werner Wirth bietet Verbindungstechnik und Komponentenschutz aus einer 
Hand. Damit begleitet der Hersteller Produktideen als ODM wie als Produktions-
partner vom Prototyp bis zur Serienfertigung.

» M ascha H ansen, M arketing M anager, W erner W irth G m bH

Mein  Bek a n n ter h atte ein  Z itron en -
bäum ch en , das er im  Sch uppen  

überw in tern  ließ.“ So f a n g en  h eute Er-
folg sg esch ich ten  jun g er Un tern eh m en  a n . 
Sie h a n deln  von  ein em  Allta g sproblem  
un d ein er ra f f in ierten  Idee, dieses zu lö-
sen . Das Problem  h ier: Das Z itron en -
bäum ch en  h atte den  W in ter m a n g els Gie-
ßen s n ich t übersta n den . Die Lösun g : Bas-
tia n  Klem k e un d sein  Bek a n n ter en tw i-
ck elten  ein en  un terirdisch en  Feuch tesen -
sor, der die Pfla n zen pf leg e überw ach t. 
Tatsäch lich  folg t auf solch  ein en  bem er-
k en sw erten  Aufta k t ein er Gesch ich te die 
n ich t m in der spa n n en de Fortsetzun g : W ie 
w ird aus der Idee das Produk t? Un d in  un -

die n otw en dig en  En tw ick lun g s- un d Fer-
tig un g sk om peten zen  sin d n ich t m eh r 
zw in g en d an  ein em  Ort verfüg bar. „In  der 
Folg e der volatilen  W irtsch a ftsla g e beob-
ach ten  w ir in  der Bra n ch e seit Ja h ren  ei-
n en  a n h alten den  Outsourcin g -Tren d un d 
die Z un a h m e von  jun g en  Un tern eh m en , 
die k ein e eig en e Produk tion  aufbauen .“ 
Die Fra g e, w elch e die Erfolg sg esch ich te 
ein es Produk ts fortsetzt, m uss dah er auch  
lauten : M it w em  k om m t die Elek tron ik  in  
die An w en dun g ?

Die Basis ist multidisziplinär
Der M ark t für EM S (Electron ic M a n u-
f acturin g  Services) un d ODM  (Orig in a l 
Desig n  M a n uf acturer) bef in det sich  im  
Aufw in d. Die Dien stleister übern eh m en  
Auf g aben , die von  der Leiterplatten bestü-
ck un g  un d Baug ruppen m on ta g e bis zum  
En g in eerin g  un d zur Desig n en tw ick lun g  
reich en . 

Das 1962 g eg rün dete Ha m burg er Fa m i-
lien un tern eh m en  en tw ick elt un d fertig t 
Lösun g en  aus Verbin dun g stech n ik  un d 
Kom pon en ten sch utz für elek tron isch e 
Kom pon en ten . Diese f in den  sich  in  so un -
tersch iedlich sten  Bra n ch en . Auch  das 
Portfolio ist vielseitig . Es um f asst Sta n -
dardsteck er, Polym ere W erk stof fe un d 
versch ieden e Verg usstech n olog ien  sow ie 
Dien stleistun g en  zur Auftra g sfertig un g  
von  Kabelk on fek tion , Baug ruppen , Ver-
g uss un d W erk zeug bau.

„Für die En tw ick lun g  von  Elek tron ik  
m üssen  vier Aspek te berück sich tig t w er-
den “, sch ildert Sven  Höppn er. Elek tron ik  
m uss über ein e sich ere Verbin dun g  dauer-
h a ft m it En erg ie versorg t w erden  oder da-
rüber Sig n ale übertra g en  k ön n en . Sie 

Sven  Höppn er ist Ge-
sch äftsfüh rer un d In h a-
ber von  W ern er W irth .Bi
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serem  Fall: W ie k om m t die Elek tron ik  in  
die An w en dun g ?

Für Sven  Höppn er, Gesch äftsfüh rer des 
Spezialisten  für Verbin dun g stech n ik  un d 
Kom pon en ten sch utz W ern er W irth , w ird 
diese Fra g e aus zw ei Grün den  im m er be-
deutsa m er in  der En tw ick lun g  un d Ferti-
g un g  elek tron isch er Produk te. Den  ersten  
Grun d sieh t er in  n euen  Fun k tion sum g e-
bun g en . „Im  Z ug e der Dig italisierun g  
k om m t Elek tron ik  in  Bereich en  zum  Ein -
satz, in  den en  sie früh er n ich t zu f in den  
w ar“, sa g t Höppn er. „Diese Dezen tralisie-
run g  verla n g t n eue Lösun g en  m it Sch utz- 
un d Verbin dun g stech n ik .“ Das füh rt 
Höppn er direk t zum  zw eiten  Grun d: Auch  

» BAUGRUPPENFERTIGUNG

https://wernerwirth.com/
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m uss über ein en  pa ssen den  Sch utz verfü-
g en , der un ter den  jew eilig en  Um g e-
bun g sbedin g un g en  die Fun ktio n a lität g e-
w äh rleistet. Da s erfo rdert so w o h l ein e 
En tw icklun g , die diese Pun kte in  ein en  
Pro zess zusa m m en brin g t, a ls a uch  Ka pa -
zitäten  für die Pro duktio n  in  durch g än g i-
g er Qua lität. „Un ser Po rtfo lio  deckt diese 
Bereich e a b, w o durch  w ir a ls Outso ur-
cin g -Pa rtn er a uf Aug en h öh e a g ieren  kön -
n en “, sa g t Höppn er. „Da m it brin g en  w ir 
die Elektro n ik in  jede An w en dun g .“

Der Sensor zum Vergraben
Da s System  besteh t a us ein er M ess-

sch leife un d ein er Sen so rb o x, die über ein  
So n den ka bel m itein a n der verbun den  sin d. 
Beides w ird im  zu überw a ch en den  Be-
reich  verg ra ben . Die Bo x en th ält ein e Ba t-
terie, w elch e da s System  zeh n  Ja h re la n g  
m it En erg ie verso rg t. Je n a ch  Geräte-Va -
ria n te überm itteln  die Sen so ren  ih re er-
fa ssten  Da ten  in  besteh en de Lo Ra W AN -
Fun kn etzw erke o der a uta rk via  N B-Io T-
Tech n o lo g ie. Em pfa n g en  w erden  die Da -
ten  vo m  W ebservice, über den  sich  da n n  
Bo den feuch tig keit, Ort, Sen so rsta tus so -
w ie a ktuelle W etterda ten  a brufen  la ssen .

Nächstes Kapitel  
dank neuem  Partner
Die g ro ße N a ch fra g e n a ch  Pla n to belly 
bra ch te da s Un tern eh m en , in zw isch en  
durch  Ba stia n  Klem ke a llein  vertreten , 
b a ld in  ein e kritisch e Ph a se des Pro dukt-
leben szyklus: Die Pro duktio n  m usste ska -
liert w erden . Die besteh en den  M o n ta g e-
ka pa zitäten  w a ren  jedo ch  a usg ereizt. Da -
zu ka m , da ss die vo rh erig e Fertig un g  der 
M esssch leife im  2-Ko m po n en ten -Verg uss 
n ich t ska lierb a r w a r un d Pro b lem e bei der 
Dich tig keit m a ch te. Über ein e Em pfeh -
lun g  ka m  2023 W ern er W irth  in s Spiel.

Sch n ell w a r kla r, da ss da s Jun g un ter-
n eh m en  vo m  g a n zh eitlich en  An sa tz des 
Ha m burg er Pa rtn ers a uf breiterer Eben e 
pro fitieren  w ird. 

Für Pla n to belly a g iert W ern er W irth   so -
w o h l a ls ODM  a ls a uch  a ls Pro duktio n s-
Ba cken d. M it sein er Dien stleistun g  Ka bel-
ko n fektio n Plus erstellt W ern er W irth  da s 
Sen so rka bel. Es w ird a b g elän g t, m it der 
M esssch leife verlötet un d die Lötstellen  
iso liert. Die Lötstelle w urde m it ein em  

Ko m po n en ten sch utz verseh en . Dieser 
stellt n eben  der vo llstän dig en  Dich tig keit 
a uch  die Z ug festig keit des Ka bels sich er. 
W ern er W irth  um spritzt da s Sen so rka bel 
im  Ho tm elt M o uldin g , für da s der Herstel-
ler a uch  den  W erkzeug b a u übern a h m . Da s 
g efo rderte M a ß a n  Dich tig keit un d Z ug -
festig keit erzielt der Hersteller m it ein em  
m eh rstufig en  Verfa h ren . Da für w ird zuerst 
ein  Vo rverg uss durch g efüh rt, m it dem  die 
Ka bela n sch lüsse sich er fixiert w erden . Im  
En dverg uss erh ält da s Sen so rka bel sein e 
en dg ültig e Fo rm . Fin a l füh rt W ern er W irth  
die Ba ug ruppen m o n ta g e für die Sen so r-
b o x durch , deren  Besta n dteile zug eliefert 
w erden . Die Ha m burg er m o n tieren  M ess-
sch leife, Pla tin e, Ba tterie so w ie Geh äuse 
un d spielen  die Firm w a re a uf.

Un d a uch  in  der Sen so rb o x steckt Ferti-
g un g s-Kn o w -h o w  vo n  W ern er W irth . 
„W ir sin d ein  g rün es Sta rt-up m it ein em  
g rün en  Pro dukt. W ir w o llen  kein en  Elek-
tro sch ro tt pro duzieren “, so  Klem ke. Da  je-
do ch  die Besta n dteile im  In n ern  der Bo x 
durch  ein en  Epo xidh a rz-Verg uss g e-
sch ützt w urde, w a r sie n ur a ls Ein h eit zu 
en tso rg en . „W ir h a ben  la n g e n a ch  ein er 
Lösun g  g esuch t, m it der die Ein zelteile 
g etren n t w erden  ko n n ten , un d h a ben  vie-
le Hersteller a n g efra g t“, erin n ert sich  
Klem ke. „W ern er W irth  w a r der Ein zig e, 
der sie un s a n b ieten  ko n n te.“ Ein  Siliko n -
g el um sch ließt n un  die Pla tin e un d 
sch ützt sie sich er g eg en  Feuch tig keit un d 
Ko rro sio n . Da bei ist es w eich  g en ug , da ss 
die Versch ra ubun g  zug än g lich  b leibt un d 

sich  die Ba uteile n a ch  Gebra uch  w ieder 
en tn eh m en  la ssen .

Für den  g esa m ten  Pro zess en tsta n d ei-
n e deta illierte Do kum en ta tio n . An h a n d 
vo n  Fo to - un d Text-An leitun g en  erfo lg en  
a lle Arbeitssch ritte bei W ern er W irth  
n a ch  den  festg eleg ten  Ab läufen  für Ka -
belko n fektio n , Verg uss un d Ba ug ruppen -
m o n ta g e. Treten  Feh ler a uf, la ssen  sich  
diese g en a u n a ch vo llzieh en  un d en tspre-
ch en de M a ßn a h m en  erg reifen . „Da s ken -
n e ich  vo n  a n deren  Un tern eh m en  so  ta t-
säch lich  n ich t“, sa g t Klem ke. 

Da s Ho tm elt M o uldin g  ist ein e der Vera rbeitun g stech n o lo g ien , m it den en  W ern er W irth  Ko m po n en ten -
sch utz erstellt.
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W ern er W irth  erstellt da s Sen so rka bel vo n  Pla n to -
belly. Es w ird a b g elän g t, verlötet un d die Lötstellen  
iso liert.
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Platinen-Förderstrecke von Schnaithmann im Ultra-ESD-Bereich

Sensible Platinen,  
sichere Prozesse
Im  W erk ein es fü hren den  A u to m o bilzu lieferers so rgt ein e n eu  in stallierte Fö rder-
strecke v o n  Sch n aith m an n  fü r den  sicheren  Tran spo rt v o n  ho chsen siblen  Leiter-
platten . E n tw ickelt fü r ein en  U ltra-H igh-ESD -geschü tzten  B ereich, erfü llt die Lö -
su n g alle A n fo rderu n gen  an  M aterialau sw ahl, Präzisio n  u n d Pro zesssicherheit.

D ie Sch naith mann M asch inenbau  
GmbH h at für das W erk eines Au to -

mo bilzu lieferers eine Förderstrecke zu m 
Transp o rt vo n Platinen für die Fah rzeu g-
elektro nik geliefert. Die Förderstrecke 
lässt sich  stu fenlo s in der Bandbreite ver-
stellen u nd in der Gesch w indigkeit regeln. 
So  so rgt sie für einen sich eren Transp o rt 
der emp findlich en Leiterp latten au ch  im 
elektro statisch  gesch ützten Bereich . 

Der Sch w erp u nkt des deu tsch en Au to -
mo bilzu lieferers liegt au f der Pro du ktio n 
vo n Fah rzeu gelektro nik, Steu ergeräten 
u nd vernetzen Systemen. Die emp findli-
ch en elektro nisch en Bau teile w erden in 
einem Ultra-High -ESD-sensitiven Bereich  
h ergestellt, der sp ezielle antistatisch e 
Au srüstu ng u nd M aterialien erfo rdert. Bei 

die M aße der jew eiligen Platinen anp ass-
bar. Au ch  die Gesch w indigkeit lässt sich  
stu fenlo s regeln u nd gew äh rleistet so  den 
sich eren Transp o rt der emp findlich en 
Printed Circu it Bo ards. 

„Unsere Förderstrecke ist ESD-gerech t, 
p räzise u nd o p timal für h o ch sensible Be-
reich e“, sagt Fabian M üller, Pro jektleiter 
bei Sch naith mann. „W as mich  an u nseren 
Transp o rtbändern beso nders fasziniert, ist 
ih re ex trem sch lanke Bau w eise u nd dass 
w ir Gesch w indigkeit u nd Breite ko mp lett 
stu fenlo s einstellen können. Das mach t 
die Förderstrecke im Pro du ktio nsalltag 
u nglau blich  flex ibel.“

M it einem breiten Sp ektru m an Förder-
bändern u nd Förderstrecken deckt 
Sch naith mann nah ezu  jede Au fgaben-

M o du l der Platinen-Förderstrecke für den Transp o rt im Ultra-High -ESD-sensitiven Bereich . Gesch w indigkeit u nd Breite lassen sich  stu fenlo s einstellen. 
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der Förderstrecke für die Leiterp latten be-
stand darüber h inau s die Herau sfo rde-
ru ng, dass die Platinen eine minimale 
Au flagefläch e u nd u ntersch iedlich e Brei-
ten h aben. 

Sicherer und  
schonender Transport
Die neu e Platinen-Förderstrecke w u rde 
vo n Sch naith mann sp eziell für den sich e-
ren u nd sch o nenden Transp o rt vo n Ultra-
High -ESD-sensitiven Pro du kten ko nzi-
p iert. Die M aterialien der Riemen, Gleit-
leisten, Alu miniu mp ro file u nd anderer 
Ko mp o nenten sind in Ko mbinatio n ESD-
tau glich . Die Breite der Förderstrecke ist 
über einen kleinen Servo mo to r mittels ei-
ner Trap ezgew indesp indel stu fenlo s an 

https:// www.schnaithmann.de


EPP » 02 | 2026 39

stellun g  in  der m odern en  Produk tion  ab, 
von  der Förderun g  k lein ster Bauteile im  
Gra m m bereich  bis h in  z um  z uverlässig en  
Tra n sport sch w erer Kom pon en ten . Da n k  
un tersch iedlich er Ba n dty pen  un d m odu-
larer Sy stem bauw eise lassen  sich  Förder-
lösun g en  exa k t auf den  jew eilig en  Pro-
duk t- un d Proz essbedarf z usch n eiden . 

„Auch  in  a n spruch svollen  Produk tion sum -
g ebun g en  ist Sch n a ith m a n n  besten s auf-
g estellt“, sa g t M üller. „Ob Rein raum tech -
n ik , FDAk on form e Tra n sfertech n ik  für die 
Leben sm ittel- un d Ph arm a in dustrie, tro-
ck en e un d em pf in dlich e Produk tion sräu-
m e w ie in  der Batterieh erstellun g  oder 
h itz ebelastete Bereich e – für jede Um g e-

Blick  von  oben  auf das M odul. Die Breite ist über ein en  k lein en  Servom otor 
m ittels ein er Trapez g ew in despin del a n  die M aße der Leiterplatten  a n passbar.
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Detail der Platin en -Förderstreck e. Die M aterialien  der Riem en , Gleitleisten , Alu-
m in ium prof ile un d an derer Kom pon en ten  sin d in  Kom bin ation  ESD-taug lich .
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bun g  steh en  passen de M aterialien , An -
triebe un d Kom pon en ten  z ur Verfüg un g . 
Durch  diese Vielf alt bietet Sch n a ith m a n n  
n ich t n ur h öch ste Flexibilität, son dern  
auch  la n g fristig e In vestition ssich erh eit 
un d Proz essstabilität in  un tersch iedlich s-
ten  Bra n ch en .“

Analysen direkt in der Fabrik

iTAC macht mit KI Produktionsdaten und -wissen nutzbar

w eich un g en  oder Qualitätsproblem e las-
sen  sich  früh  erk en n en  un d g ez ielt a n aly -
sieren .
N eben  der An aly se von  Daten  g ew in n t 
auch  der struk turierte Z ug a n g  z u Produk -
tion sw issen  z un eh m en d an  Bedeutun g . 
M it iTAC.CATi (Con text Ag en t for Tech n i-
cal In sig h t) präsen tiert iTAC ein e KI-g e-
stütz te Plattform , die Dok um en tation en , 

Produk tion sun tern eh m en  verfüg en  h eute 
über en orm e Daten m en g en  un d um f a n g -
reich es Erf a h run g sw issen . Doch  bleiben  
viele dieser In form ation en  im  Fertig un g s-
allta g  un g en utz t. Auf der Ha n n over M es-
se 2026 z eig t iTAC, w ie sich  diese Lück e 
m it Kün stlich er In tellig en z  sch ließen  
lässt. Die Beson derh eit: iTAC verbin det 
Produk tion sdaten  un d W issen squellen  z u 
ein er g em ein sa m en  En tsch eidun g sbasis 
un d erm ög lich t KI-An aly sen  direk t in  der 
Fabrik , oh n e Cloud-Abh än g ig k eit.

Strukturierter Zugang  
zu Produktionswissen
Ein e z en trale Rolle spielt dabei der 
iTAC.Asset.An aly z er, der M asch in en - un d 
Proz essdaten  aus der g esa m ten  Ferti-
g un g sum g ebun g  z usa m m en füh rt un d 
an aly siert. Die Lösun g  erm ög lich t Ech t-
z eit- un d h istorisch e An aly sen  auf M a-
sch in en -, Lin ien - un d Fabrik eben e. Ver-
a n tw ortlich e erh alten  da m it ein en  um -
f assen den  Überblick  über Z usta n d un d 
Leistun g sen tw ick lun g  der Fertig un g . Ab-

iTAC zeigt auf der Hannover Messe, wie sich Produktionsdaten in Echtzeit auswerten und für fundierte 
Entscheidungen nutzbar machen lassen. 
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An leitun g en  un d perspek tivisch  Produk ti-
on sdaten  m itein a n der verk n üpft. Der 
Ch atbot stellt dieses W issen  direk t in  der 
Produk tion  un d in  Ech tz eit bereit. M itar-
beiter k ön n en  Fra g en  in  n atürlich er Spra-
ch e stellen  un d erh alten  präz ise, k on text-
bez og en e An tw orten  auf Basis vorh a n de-
n er In form ation en .

https://www.itacsoftware.com/de
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Interview: Maik Schurrer, Geschäftsführer, Pematech GmbH

„Flexibilität ist heute 
Grundvoraussetzung“
W as  der Trend z u  H igh M ix, Low  V olu m e fü r M as ch inenbau er bedeu tet u nd 
w ie d ie geforderte Flexib ilitä t beim  A nlagen-Eng ineering k onk ret u m ges etz t 
w erden k ann, das  erlä u tert M aik  Sch u rrer, G es ch ä fts fü hrer des  M ontage- u nd 
Prü fm as ch inenbau ers  Pem atech G m bH  au s  R adolfs z ell.

»  A u tor:  A rm in B arnitz k e, K onrad in Ind u s trie

Wie verändern sich aktuell die Anforde-
rungen Ihrer Kunden?

Schurrer: Der Tren d g eh t  g an z klar zu 
Hig h  M ix, Lo w  Vo lume. Das h eißt  die Va-
rian t en v ielfalt n immt st ark zu – Pro dukt e 
w erden  in div idueller, Lo sg rößen  klein er, 
un d g leich zeitig  v erkürzen  sich  die Pro -
duktleben szyklen  erh eblich . Das bedeut et  
für un sere Kun den , dass An lag en  n ich t  
meh r über Jah re h in w eg  immer dasselbe 
p ro duzieren , so n dern  reg elmäßig  an g e-
p asst w erden  müssen . En t sp rech en d w ird 
h eut e ein e seh r sch n elle un d ein fach e 
Umrüstbarkeit erw art et .

Ihre Anlagen müssen also flexibel sein?

Schurrer: Ja, Flexibilität  ist h eut e kein  
Zusat zn u t zen , so n dern  ein e Gru n dv o raus-
setzun g . Die eig en tlich e Herausfo rderu n g  
lieg t  w en ig er in  der t ech n isch en  M ach -
barkeit – die ist in  v ielen  Fällen  g eg eben  – 
so n dern  in  der W irtsch aftlich keit dieser 
Flexibilität . Un sere Aufg abe ist es, Aut o -
matisieru n g slösun g en  zu en t w ickeln , die 
t ro t z h o h er Varian z un d h äufig er Umstel-
lun g en  w irtsch aftlich  bleiben  un d sich  
lan g fristig  rech n en .

Ist der Trend zu High Mix, Low Volume 
in allen Branchen gleichermaßen zu be-
obachten?

Schurrer: Der Tren d zu Hig h  M ix, Lo w  Vo -
lume ist n ich t  in  allen  Bran ch en  g leich  
stark ausg ep räg t . Beso n ders deutlich  be-
o bach t en  w ir ih n  in  der EM S-In dust rie 
so w ie in  in dust riellen  Bereich en , w ie der 

Pematech-CEO Maik Schurrer: „Flexibilität ist heute kein Zusatznutzen, sondern eine Grundvorausset-
zung. Die eigentliche Herausforderung liegt weniger in der technischen Machbarkeit, sondern in der 
Wirtschaftlichkeit dieser Flexibilität.“
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Bei seinen Anlagen-Projekten denkt Pematech 
das Thema Flexibilität von Anfang an mit.
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Se n s o rik o de r be i Ko m po n e n te n he rs te l-
le rn . Do rt s in d ho he  Varian te n vie lfalt, 
kun de n s pe zifis che  Aus fü hrun g e n  un d 
häufig w e chs e ln de  Pro dukte  in zw is che n  
Alltag. In  an de re n  Bran che n  is t die s e r 
W an de l w e n ig e r s tark o de r ve rläuft de ut-
lich lan g s am e r. Do rt do m in ie re n  n ach w ie  
vo r s tabile re  Stü ckzahle n  un d län g e re  
Pro duktlaufze ite n . Auto m atis ie run g s lö -
s un g e n  m ü s s e n  dahe r im m e r zur je w e ili-
g e n  Bran che  un d zum  ko n kre te n  Pro duk-
tio n s um fe ld pas s e n  – e in  un ive rs e lle r An -
s atz fun ktio n ie rt hie r n icht.

Welche besonderen Anforderungen be-
obachten Sie insbesondere in der Elek-
tronikindustrie?

Schurrer: Ge rade  in  de r Ele ktro n ikin dus -
trie  s in d die  An fo rde run g e n  be s o n de rs  
ho ch. W ir s e he n  e xtre m  kurze  In n o vati-
o n s - un d Pro duktzykle n  be i g le ichze itig 
s e hr ho he r Varian te n an zahl. Pro dukte  än -
de rn  s ich s chn e ll, w e rde n  s te tig w e ite r-
e n tw icke lt un d m ü s s e n  tro tzde m  zuve r-
läs s ig un d re pro duzie rbar g e fe rtig t w e r-
de n . Ein  w e ite re r ze n trale r As pe kt is t die  
zun e hm e n de  M in iaturis ie run g , die  s o -
w o hl an  die  Han dhabun g als  auch an  
die  Präzis io n  de r Auto m atis ie run g  
gan z n e ue  An fo rde run g e n  s te llt. 
Gle ichze itig s te ig e n  die  An fo rde -

s chn e ll auf n e ue  Lo s g rö ße n , Baute ilvari-
an te n  o de r Pro dukttype n  e in g e s te llt w e r-
de n  kö n n e n  un d Stills tan ds ze ite n  m in i-
m ie rt w e rde n . Ein  w ichtig e r Be s tan dte il 
is t dabe i e in e  durchgän gig e  Re ze ptve r-
w altun g . Pro dukt- un d Pro ze s s param e te r 
w e rde n  ze n tral adm in is trie rt un d kö n n e n  
re pro duzie rbar abg e rufe n  w e rde n . 

Welche Designprinzipien setzen Sie ein, 
damit Anlagen möglichst rekonfigurier-
bar sind?

Schurrer: Ein  ze n trale r An s atzpun kt fü r 
fle xible  An lag e n ko n ze pte  is t fü r un s  e in e  
ko n s e q ue n te  M o dularis ie run g . W ir s truk-
turie re n  An lag e n  s o , das s  e in ze ln e  Fun k-
tio n e n  un d Pro ze s s e  klar vo n e in an de r g e -
tre n n t s in d un d als  e ig e n s tän dig e  M o dule  
um g e s e tzt w e rde n . W ichtig s in d dabe i 
s tan dardis ie rte  Schn itts te lle n  – s o w o hl 
m e chan is ch, e le ktris ch als  auch s o ftw are -
s e itig. Sie  e rm ö g liche n  e s , M o dule  aus zu-
taus che n  o de r zu e rw e ite rn , o hn e  das  Ge -
s am ts ys te m  n e u de n ke n  zu m ü s s e n .

Und über die Modularisierung hinaus?

Schurrer: Ein  w e ite re s  De s ig n prin zip is t 
die  klare  En tko pplun g  vo n  Zufü hrun g, 
Pro ze s s  un d Prü fun g . Dadurch las s e n  s ich 
e in ze ln e  Be re iche  un abhän gig vo n e in an -
de r an pas s e n  o de r w e ite re n tw icke ln , zum  
Be is pie l w e n n  s ich Baute ile , Prü fan fo rde -

run g e n  an  Prü fpro ze s s e  un d Trace ability 
de utlich – e in e  lü cke n lo s e  Rü ckve rfo lg -
barke it un d ho he  Qualitäts s tan dards  s in d 
he ute  un ve rzichtbar. Das  alle s  g e s chie ht 
un te r s tarke m  Ko s te n druck. Un s e re  Kun -
de n  e rw arte n  dahe r Lö s un g e n , die  te ch-
n o lo gis ch s e hr an s pruchs vo ll s in d, s ich 
abe r de n n o ch w irts chaftlich be tre ibe n  
las s e n . Ge n au in  die s e m  Span n un g s fe ld 
zw is che n  In n o vatio n , Qualität un d Ko s te n  
be w e g t s ich die  m o de rn e  Auto m atis ie -
run g  in  de r Ele ktro n ikin dus trie .

Und wie stellt Pematech sicher, dass Ihre 
Prüf- und Montageanlagen schnell auf 
wechselnde Losgrößen, Bauteilvarianten 
oder Produkttypen umgestellt werden 
können?

Schurrer: Fü r un s e re  Pro je kte  be de ute t 
das , das s  Fle xibilität vo n  An fan g  an  m it-
g e dacht w e rde n  m us s . W ir s e tze n  de s halb 
ko n s e q ue n t auf m o dulare  un d s kalie rbare  
An lag e n ko n ze pte , die  s ich an  ve rän de rte  
An fo rde run g e n  an pas s e n  las s e n , o hn e  
das s  das  ko m ple tte  Sys te m  n e u aufg e baut 
w e rde n  m us s . Ein  w e ite re r w ichtig e r 

Pun kt s in d kurze  Um rü s tze i-
te n . Ide ale rw e is e  e rfo lg t die  
Um rü s tun g  w e itg e he n d au-
to m atis ch, s o das s  An lag e n  
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rungen o d e r Tak tzeiten ä nd e rn. Zusä tzlic h 
setzen w ir bew usst auf d ie W ied e rve r-
w end ung bew ä hrte r M o d ule. Das r ed u-
ziert Entw ic k lungsaufw and , erhö ht d ie 
Zuver lä ssigk eit und  ver k ürzt Pr o je k tlauf-
zeiten. Ergä nzt w ir d  d as d ur c h stand ar d i-
sierte So ftw ar em o d ule, d ie ebenfalls w ie-
d e rve rw end bar sind  und  eine sc hnelle Re-
Ko nfiguratio n d e r Anlage unter stützen.

Sehen Sie grundsätzlich einen größeren 
Hebel in cleveren Konzepten, oder in 
smarter Software oder in flexibler Hard-
ware?

Schurrer: Grund sä tzlic h sehen w ir d en 
gr ö ßten Hebel bei c leve r en Anlagenk o n-
zepten. Eine d ur c hd ac hte, m o d ular e 
Struk tur bild et d ie Basis d afür, d ass eine 
Anlage effizient, flexibel und  sic her be-
trieben w er d en k ann. Die So ftw ar e fo lgt 
d ann d iesem  Ko nzept und  ist unverzic ht-
bar für d ie Um setzung – insbeso nd e r e, 

Ko nzeptphase unter stützt sie beispielsw ei-
se bei Varianten- und  Szenario analysen, 
ind em  sie unter sc hied lic he Layo uts, M o d u-
le und  Pr o zessvarianten sc hnell bew ertet 
und  Optim ierungspo tenziale aufzeigt. Im  
Betrieb er m ö glic ht KI eine d atenbasierte 
Optim ierung. Pr o d uk tio nsd aten w er d en 
ausgew ertet, Engpä sse er k annt und  Ablä u-
fe k o ntinuier lic h angepasst, so d ass d ie An-
lage effizienter und  flexibler arbeitet. Ein 
w eiter e r w ic htiger Einsatzber eic h ist Pre-
d ic tive M aintenanc e. Dur c h d ie Ausw er-
tung vo n Senso r d aten k ö nnen W artungs-
bed arfe frühzeitig er k annt w er d en, bevo r 
es zu Stillstä nd en k o m m t. Das steigert d ie 
Anlagenverfügbar k eit und  red uziert unge-
plante Ausfallzeiten erheblic h.

Können Sie ein konkretes Praxisbeispiel 
nennen, bei dem Sie eine Anlage so ge-
stalten konnten, dass sie später mit mi-
nimalem Aufwand für neue Produkte 
angepasst wurde?

w enn sie m o d ular aufgebaut ist. N ur so  
lassen sic h Anpassungen sc hnell und  zu-
ver lä ssig einspielen, Pr o d uk tw ec hsel au-
to m atisier en und  Pr o zesse überw ac hen. 
Ohne m o d ular e So ftw ar ek o nzepte k ö nnen 
selbst gute Har d w ar elö sungen ihre Effi-
zienz nic ht vo ll entfalten. Aber k lar: Auc h 
d ie Har d w ar e m uss vo n Anfang an k o n-
zeptio nell vo rbe r eitet sein. Denn ein 
sc hlec htes Anlagenk o nzept lä sst sic h 
auc h m it d e r besten So ftw ar e nic ht d igi-
tal r etten – es bleibt im m e r ein lim itie-
r end e r Fak to r. Daher liegt unse r Fo k us zu-
nä c hst auf d em  Ko nzept, d ann auf So ft-
w ar e und  Har d w ar e als aufeinand e r ab-
gestim m te Bausteine.

Und wie kann KI in der Anlagenkonzep-
tion und im Anlagenbetrieb helfen?

Schurrer: KI k ann so w o hl in d er Anlagen-
k o nzeptio n als auc h im  laufend en Betrieb 
einen ec hten M ehrw ert bringen. In d er 

Ein zentraler Ansatzpunkt für Pematechs flexible Anlagenkonzepte ist eine konsequente Modularisierung. Die Radolfzeller strukturieren ihre Anlagen so, dass 
einzelne Funktionen und Prozesse klar voneinander getrennt sind und als eigenständige Module umgesetzt werden. 
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Von der Flexibilität zur Wandelbarkeit

Bei der Anlagenkonzeption unterscheidet Maik Schurrer bewusst zwischen Flexi-
bilität und Wandelbarkeit. „Weil beide Begriffe im Alltag zwar oft vermischt wer-
den, in der Praxis aber unterschiedliche Anforderungen beschreiben.
Flexibilität bedeutet für ihn, dass eine Anlage Varianten innerhalb klar definierter 
Grenzen abdecken kann – zum Beispiel unterschiedliche Bauteile, Formate oder 
Prozessparameter, ohne dass mechanisch eingegriffen werden muss.
Wandelbarkeit dagegen gehe einen Schritt weiter. „Dabei geht es um die struktu-
relle Anpassbarkeit der Anlage, also darum, Funktionen zu verändern, Module 
auszutauschen oder Prozesse neu zu konfigurieren, wenn sich die Anforderungen 
grundlegend ändern.“
Entscheidend ist für ihn die richtige Balance zu finden. „Nicht jede Anlage muss 
maximal wandelbar sein, denn das geht immer mit zusätzlichem Aufwand und 
höheren Kosten einher. Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam mit dem Kunden abzu-
wägen, welches Maß an Flexibilität und Wandelbarkeit sinnvoll ist, um einerseits 
zukunftssicher aufgestellt zu sein und andererseits wirtschaftlich zu bleiben.“

Schurrer: Ein  Praxis beis p iel s in d m eh rere 
Prüflin ien  u n d EOL-Tes ts tatio n en , die w ir 
für ein en  Ku n de au s  der Co n s u m er-Bran ch e 
u m g es etzt h aben . Die Gru n dan lag e w u rde 
v o n  An fan g  an  bew u s s t s o  au s g eleg t, das s  
s ie über m eh rere Pro du ktg en eratio n en  h in -
w eg  g en u tzt w erden  kan n . Bei n eu en  Pro -
du kten  erfo lg t die An p as s u n g  im  W es en tli-
ch en  über au s tau s ch bare M o du le, s p ezifi-
s ch e Greifer u n d an g ep as s te Pro zes s - u n d 
Prüfp aram eter. Die n o tw en dig en  W ech s el-
teile liefern  w ir, u n d die In betriebn ah m e m it 
den  n eu en  Ko m p o n en ten  übern eh m en  w ir 
eben falls . Der m ech an is ch e Um bau  bleibt 
dabei m in im al, u n d die Lin ie kan n  s eh r 
s ch n ell w ieder p ro du ktiv ein g es etzt w erden .

Und welche Learnings haben Sie aus 
dem Projekt gezogen? 

Schurrer: Das  w ich tig s te Learn in g  au s  
s o lch en  Pro jekten  is t, das s  s ich  der h öh ere 
Au fw an d in  der Ko n zep tp h as e klar au s -
zah lt – v o rau s g es etzt, die Rah m en bedin -
g u n g en  p as s en . W en n  Pro du kte äh n lich e 
Param eter au fw eis en  u n d s ich  in  klaren  
Pro du ktfam ilien  bew eg en , las s en  s ich  
Prüflin ien  lan g fris tig  w iederv erw en den  
u n d g u t au s las ten . Das  s ch afft In v es titi-
o n s s ich erh eit für den  Ku n den  u n d s o rg t 
g leich zeitig  für ein e h o h e Flexibilität über 
m eh rere Pro du ktg en eratio n en  h in w eg .

jede An p as s u n g  u m fan g reich e Än deru n -
g en  erfo rdert. Ein  w eiterer Tren d is t die 
zen trale Lin ien s teu eru n g . W ir n u tzen  
h ierfür u n s eren  Pem atech  Lin eM an ag er. 
Der Lin eM an ag er erm ög lich t es , die ko m -
p lette Pro du ktio n s lin ie über ein e ein h eit-
lich e Steu eru n g  zu  überw ach en  u n d zu  
ko o rdin ieren . Dam it kön n en  v ers ch ieden e 
M o du le, Pro du kte o der Pro zes s v arian ten  
effizien t g es teu ert w erden  – u n d das  bei 
m in im alem  Ein g riff in  die ein zeln en  An la-
g en abs ch n itte.

Welche Technologie Trends werden 
künftig das Umsetzen flexibler Anla-
genkonzepte erleichtern?

Schurrer: W ir s eh en  m eh rere Tech n o lo -
g ie-Tren ds , die das  Um s etzen  flexibler 
An lag en ko n zep te kün ftig  deu tlich  er-
leich tern  w erden . Ein  zen traler Pu n kt s in d 
s tan dardis ierte Sch n itts tellen , die ein en  
reibu n g s lo s en  Daten au s tau s ch  u n d m e-
ch an is ch e Ko m p atibilität zw is ch en  M o -
du len  s ich ers tellen . N u r s o  las s en  s ich  An -
lag en  s ch n ell reko n fig u rieren , o h n e das s  

Ein wichtiges Designprinzip ist für Maik Schurrer die klare Entkopplung von Zuführung, Prozess und Prüfung. „Dadurch lassen sich einzelne Bereiche unab-
hängig voneinander anpassen oder weiterentwickeln. Zusätzlich setzen wir bewusst auf die Wiederverwendung bewährter Module.“
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Motion Control im Advanced Semiconductor Packaging

Nanometergenaue Bewegung
N ur  wer  s eine P r ozes s e kon s equent autom atis ier t und bis  in den N anom eter- 
ber eich beher r s cht, kann in der  neuen G ener ation der  C hipfer tigung bes tehen. 
So tr ä g t A er otech m it hochp r ä zis er  M otion-C ontr ol-Technologie zur  Effizienz-
s teiger ung und W eiter entwicklung m oder ner  A dvanced Packaging-P r ozes s e bei.

Die Grenzen zwischen Front-End - und  
Ba ck-End -Prozes sen in d er Ha lb lei-

terfertig ung  verschwim m en zunehm end . 
Wa s frü her zwei g etrennte Welten wa ren, 
wächst m it d em  Aufkom m en d es Ad va nced  
S em icond uctor Pa cka g ing  zu einem  hoch-
integ rierten Fertig ung sprozes s zusa m m en. 
Neue Architekturen wie Fa n-Out Wa fer-
Level-Pa cka g ing  (FOWLP), 2.5D/3D-IC-
S ta cks, heterog ene Integ ra tion od er S ys-
tem -in-Pa cka g e (S iP) verla ng en ein M a ß a n 
Präzision, d a s b isher a us schließlich d er 
Front-End -Lithog ra fie vorb eha lten wa r. Fü r 
d ie Hers teller b ed eutet d a s: Nur wer seine 
Prozes se konsequent a utom a tisiert und  b is 
in d en N a nom eterb ereich b eherrscht, ka nn 
in d er neuen Genera tion d er Chipfertig ung  
b es tehen.

„Diese neuen M ethod en und  Architektu-
ren erford ern ein M a ß a n Präzision, d a s b is-
her a us schließlich d em  Front-End  vorb e-
ha lten wa r“, erklärt Justin Bres si, Busines s 

Developm ent M a na g er b eim  M otion-Con-
trol-S pezia lis ten Aerotech. „Der Pa cka g ing -
Prozes s is t integ ra ler Bes ta nd teil d er S ys-
tem leis tung  und  -funktiona lität. Da m it er 
wirtscha f tlich ska lierb a r b leib t, b ra ucht es 
hochentwickelte Autom a tisierung s system e 
m it exa kter Beweg ung s s teuerung .“

Advanced Packaging 
 ist die Antwort 
La ng e g a lt d a s Pa cka g ing  a ls reine S chutz- 
und  Verb ind ung s schicht – eine fina le, ver-
g leichsweise rob us te S tufe d er Chipprod uk-
tion. M it d em  S ieg eszug  d a tenintensiver 
Anwend ung en, Hochleis tung srechner 
(HPC), KI-S ystem e, IoT-Geräten und  d er 
Autom ob il-Elektronik ha t sich d a s verän-
d ert. Ad va nced  S em icond uctor Pa cka g ing  
erm ög licht es, m ehrere Dies – a lso einzelne, 
a us einem  S ilizium -Wa fer a usg eschnittene 
Ha lb leiterchips – a us unterschied lichen 
Prozes sknoten in einem  einzig en, funktio-

Na ha ufna hm e eines hochpräzisen M otion-Control-S ys tem s in einer R einra um -Um g eb ung .
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na l a b g es tim m ten Gehäuse zu integ rieren. 
Da d urch werd en Eng pässe im  elektrischen 
Desig n b eseitig t, d ie Energ ieef fizienz g e-
s teig ert und  Fertig ung skos ten g esenkt.

Da m it rü cken Tolera nzen, d ie eins t im  
M ikrom eterb ereich la g en, in d en N a nom e-
terb ereich. Prozes se wie d a s Hyb rid b ond en 
od er d ie Die-to-Interposer-M onta g e ver-
la ng en eine sechs d im ensiona le Ausrich-
tung  – in X, Y , Z  sowie d en d rei R ota tions-
a chsen. S chon kleins te Ab weichung en kön-
nen d ie elektrische Perform a nce b eein-
trächtig en od er g a nze Cha rg en unb ra uch-
b a r m a chen.

„In vielen Fällen reichen einf a che, wenig  
präzise Bes tü ckung srob oter nicht m ehr 
a us“, sa g t Justin Bres si. „Hers teller b enöti-
g en hochentwickelte S ystem e, d ie d yna m i-
sche S teuerung  und  Positions s ta b ilität a uf 
N a nom etereb ene erm ög lichen.“ 

Taiwan als Epizentrum  
des Wandels
Ka um  eine R eg ion s teht so sehr f ü r d ie 
Tra ns form a tion d es Pa cka g ing  wie Ta iwa n. 
Der weltg rößte Found ry-Betreib er TS M C 
treib t d ie Entwicklung  m it seiner Chip-on-
Wa fer-on-S ub s tra te-Technolog ie (CoWoS ) 
m a ßg eb lich vora n. Ja hrzehntela ng  la g  d er 
Fokus ta iwa nesischer Hers teller a uf d er 
Front-End -Prod uktion – d a s Pa cka g ing  wa r 
a usg ela g ert a n OS AT-Diens tleis ter (Out-
sourced  S em icond uctor As sem b ly &  Tes t).

M it d en neuen Architekturen ha t sich d a s 
g eänd ert: Um  Qua lität, Ertra g  und  Perfor-
m a nce b es ser zu kontrollieren, b ring en d ie 
f ü hrend en Prod uzenten zunehm end  Pa cka -
g ing -Kom petenz ins eig ene Ha us. „Dieses 
zunehm end e M a ß a n vertika ler Integ ra tion 
erm ög licht eine b es sere Kontrolle ü b er d ie 
g es a m te Lieferkette“, so Justin Bres si. „Da s 
is t entscheid end , um  d ie a nspruchsvollen 
S pezifika tionen m od erner Chips f ü r HPC, KI 

» PACKAGING
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und h o ch integ rierte M o dule zu erfüllen.“ 
Diese Verla g erung  eröffnet zug leich  Ra um  
für Inno va tio nen. Da  es für viele neu ent-
steh ende Pro zesse no ch  keine sta nda rdi-
sierten Anla g en g ibt, a rbeiten Fo undrys und 
lo k a le M a sch inenb a uer eng  zusa m m en, um  
m a ßg esch neiderte W erkzeug e und Subsys-
tem e zu entw ickeln. Aero tech  ist in diese 
Z usa m m ena rbeit eing ebunden und liefert 
p räzise Bew eg ung ssteuerung ssystem e, die 
in Reinräum en und Ultra h o ch va kuum um -
g ebung en zuverlässig  a rbeiten.

 Schlüsselanforderungen  
an die Bewegungssysteme
Die Kerna nfo rderung  des Adva nced Sem i-
co nducto r Pa cka g ing  ist eine Po sitio nierg e-
na uig keit im  N a no m eterbereich , k o m b i-
niert m it h o h er Dyna m ik und m ech a nisch er 
Sta b ilität. So  erfo rdert da s Hybridb o nden 
die p räzise Ko ntro lle vo n Kräften im  Be-
reich  w enig er M illinew to n, um  eine zuver-
lässig e Verb indung  zu g ew äh rleisten, o h ne 
em p findlich e Strukturen zu besch ädig en.

„Diese Pro zesse sind o h ne Geräte, die 
sich  a uf h o ch m o derne M o tio n-Co ntro l-
System e für kritisch e Pro zesssch ritte ver-
la ssen, einfa ch  nich t m ög lich  o der ska lier-
b a r“, beto nt Justin Bressi.

Z ur Rea lisierung  dieser Präzisio n setzt 
Aero tech  a uf Tech no lo g ien w ie luftg ela g er-
te Ach sen, vibra tio nso p tim ierte Servo a n-
triebe und kra ftg ereg elte Feedba ck-Sch lei-
fen, die g eo m etrisch e Feh lerbew eg ung en 
na h ezu elim inieren. Durch  integ rierte Sen-
so rik und a ktive Ko m p ensa tio n la ssen sich  
Po sitio nsa bw eich ung en vo n w enig en Na -
no m etern erreich en.

Gleich zeitig  sp ielt die Bew eg ung sdyna -
m ik eine entsch eidende Ro lle. In h o ch vo lu-
m ig en Pa cka g ing -Linien m uss da s System  

sch nelle Sch ritt- und Ausg leich sbew eg un-
g en a usfüh ren, o h ne Präzisio n einzubüßen. 
Fo rtsch rittlich e Co ntro ller –  etw a  Aero -
tech s Bew eg ung ssteuerung sp la ttfo rm  Au-
to m a tio n1 –  b ieten da zu a g g ressive Servo -
a bstim m ung en und m o dellb a sierte Vo r-
steuerung en, die dyna m isch e Feh ler bei h o -
h en Besch leunig ung en m inim ieren. 

Ein w eiteres Kriterium  ist die Kra ftreg e-
lung . Gera de beim  Sta p eln vo n Dies o der 
beim  W a fer-to -W a fer-Bo nding  entsch eidet 
die exa kte Einh a ltung  der Anp resskra ft 
über den Erfo lg  der Verb indung . Durch  in-
teg riertes Fo rce-Feedba ck ka nn die defi-
nierte Kra ft p räzise na ch g efüh rt w erden, 
w o durch  Aussch ussra ten sinken und Pro -
zessw iederh o lb a rkeit steig t.

Robuste Systeme für an-
spruchsvolle Umgebungen
Neben Präzisio n und Dyna m ik m üssen die 
System e den beso nderen Beding ung en der 
Ha lbleiterfertig ung  sta ndh a lten. Reinräu-
m e und Va kuum k a m m ern verla ng en na ch  
sch w ing ung sa rm en, p a rtikela rm en und 
th erm isch  sta b ilen Ko m p o nenten. Aero tech  
k o m b iniert h ierzu p a ssive und a ktive Iso la -
tio nssystem e m it th erm isch en Ko m p ensa ti-
o nsstra teg ien. So  la ssen sich  interne W är-
m ela sten reduzieren und unerw ünsch te 
Driftbew eg ung en a usg leich en.

Da m it w erden Präzisio nsbew eg ung ssys-
tem e zu m issio nskritisch en Subsystem en 
innerh a lb der Pro zessw erkzeug e –  sie tra -
g en direkt zur Ausbeute, Pro zesssich erh eit 
und Anla g enverfüg b a rkeit bei. „Präzisio ns-
bew eg ung  ist keine Hilfsfunktio n m eh r“, ist 
sich  Justin Bressi sich er. „Sie ist eine Kern-
tech no lo g ie, die die Leistung sfäh ig keit der 
g esa m ten Pro duktio nslinie bestim m t.“ 

Kooperation  
als Innovationsmotor

Da  viele Pa cka g ing -Pro zesse neu und nich t 
sta nda rdisiert sind, k o m m t der stra teg i-
sch en Z usa m m ena rbeit zw isch en Ch ip p ro -
duzenten und Ausrüstern eine Sch lüsselro l-
le zu. W er Pa cka g ing -Ka p a zitäten ins eig e-
ne Ha us h o lt, verkürzt seine Feedba ck-
Sch leife zw isch en Desig n, F& E und Ferti-
g ung  –  ein entsch eidender Vo rteil in einem  
Um feld, da s sich  tech no lo g isch  w a ndelt.

Der Nutzen lieg t a uf beiden Seiten: Die 
Hersteller p ro fitieren vo n sp ezifisch  a ng e-
p a ssten System en, w äh rend Aero tech  früh -
zeitig  Einblick in neue Pro zessa nfo rderun-
g en erh ält –  ein W issensvo rsp rung , der 
w iederum  in die Pro duktentw icklung  ein-
fließt. 

„Adva nced Pa cka g ing  erw eitert die Gren-
zen dessen, w a s in der Ha lbleiterfertig ung  
m ög lich  ist“, fa sst Justin Bressi zusa m m en. 
„Um  diese Ch a ncen zu nutzen, m üssen 
Ch ip h ersteller eng  m it ih ren Tech no lo g ie-
p a rtnern zusa m m ena rbeiten –  und M o tio n 
Co ntro l ist da bei ein unverzich tb a rer Be-
sta ndteil des Erfo lg s.“

Durch  integ rierte Senso rik und a ktive Ko m p ensa tio n la ssen sich  Po sitio nsa b w eich ung en vo n w enig en N a n o m etern erreich en.
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Business Development Manager Justin Bress er-
läutert die Rolle präziser Motion-Control-Systeme 
in der Skalierung moderner Packaging-Prozesse.
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K lem ens  R eitinger, C TO  bei ER S electronic G m bH

„Ein fehlerhafter Die kann ein ganzes 
Package unbrauchbar machen“
Im  Interv iew  m it der EPP erläutert K lem ens  R eitinger, C TO  v on ER S electronic, 
w arum  der W afer-Tes t anges ich ts  s teigender Leis tungs d ich ten und kom p lex er 
A dv anced- Pack ag ing-K onzep te neu gedach t w erden m us s. K now n G ood D ies, 
h oh e th erm is ch e  Las ten und enge Toleranzen erh öh en den D ruck  auf 
 R egelgenauigkeit, Energ ieeffizienz und Prozes s s tab ilität. Zudem  geh t es  um  
Europ as  H albleiteram b itionen und d ie Frage, w ie s ich  tech nolog is ch e 
 S p ezialis ierung im  global dom inierten M ark t beh aup tet.

EPP: Warum ist präzises Thermomanagement 
beim Wafer-Test heute kritischer als vor zehn 
 Jahren?

Reitinger: Präzises Th erm o m a n a g em en t h at in  den  
letzten  zeh n  Ja h ren  erh eblich  a n  Bedeutun g  g ew o n -
n en , w eil sich  so w o h l die Ein satzbedin g un g en  vo n  
M ikro ch ips a ls auch  deren  in n ere Ko m plexität g run d-
leg en d verän dert h aben . Ha lbleiter w erden  h eute 
n ich t m eh r n ur in  relativ stabilen  Um g ebun g en  w ie 
Büro elektro n ik ein g esetzt, so n dern  zun eh m en d in  
An w en dun g en  m it extrem en  Tem peratura n f o rderun -
g en . Dazu zäh len  M o to rsteuerun g en  im  Auto m o bil, 
Leistun g selektro n ik in  der Elektro m o bilität, Steue-
run g ssystem e in  Flug zeug en , W in dkra fta n la g en  o der 
in dustrielle An w en dun g en  im  Außen bereich . In  a ll 
diesen  Fällen  m üssen  Ch ips zuverlässig  über ein en  
seh r w eiten  Tem peraturbereich  h in w eg  fun ktio n ie-
ren . Der W a fer-Test ist dabei der früh estm ög lich e 
Z eitpun kt, um  ein en  vo llstän dig  fun ktio n sf äh ig en  
Ch ip un ter rea listisch en  Tem peraturbedin g un g en  zu 
prüfen . Feh ler, die h ier erka n n t w erden , lassen  sich  
n o ch  verg leich sw eise ko sten g ün stig  ausso rtieren . 
W erden  th erm isch e Ef fekte erst später en tdeckt, et-
w a n ach  dem  Packa g in g  o der g ar im  Feld, steig en  die 
Ko sten  un d Risiken  expo n en tiell. Hin zu ko m m t, dass 
m o dern e Ha lbleiter zun eh m en d im  Ra h m en  vo n  Ad-
va n ced Packa g in g  w eiterverarbeitet w erden . Dabei 
w erden  m eh rere Ch ips – teilw eise bis zu 20 o der 
m eh r – in  ein em  ein zig en  Packa g e ko m bin iert. Dieses 
Ko n zept erf o rdert zw in g en d den  Ein satz so g en a n n ter 
Kn o w n  Go o d Dies (KGD). Jeder ein zeln e Ch ip, der in  
ein  so lch es Packa g e ein g eh t, m uss zuvo r um f assen d 
g etestet sein . Ein  ein zig er feh lerh a fter Die ka n n  so n st 
ein  ko m plettes, h o ch preisig es Packa g e un brauch bar 

m ach en . Präzises Th erm o m a n a g em en t beim  W a fer-
Test ist dam it n ich t n ur ein e Fra g e der Qua lität, so n -
dern  ein e zen tra le Vo raussetzun g  für W irtsch a ftlich -
keit un d Ausbeute m o dern er Ha lbleiterfertig un g .

EPP: Die AirCool-Technologie verzichtet auf Flüs-
sigkeitskühlung. Was sind die Vorteile davon?

Der w ich tig ste Vo rteil ist die Z uverlässig keit. Der be-
w usste Verzich t auf Flüssig keitsküh lun g  bedeutet, 
dass kein e Pum pen , Dich tun g en , Ven tile o der bew eg -
lich en  Teile ben ötig t w erden . Dadurch  sin kt das Risi-
ko  vo n  Ausfällen  erh eblich . Lecka g en , Versch leiß o der 
Verun rein ig un g en  durch  Küh lm edien  sin d ko n strukti-
o n sbedin g t ausg esch lo ssen . Diese Z uverlässig keit „by 
desig n “ ist in sbeso n dere im  h o ch auto m atisierten  
Testum feld vo n  Ha lbleiterf abriken  ein  en tsch eiden -
der Vo rteil. Ein  w eiterer zen tra ler Aspekt ist die Um -
w eltverträg lich keit. AirCo o l arbeitet aussch ließlich  
m it Luft a ls Küh lm edium . Es w erden  kein e PFAS-h a l-
tig en  Flüssig keiten  o der a n dere ch em isch e Küh lm it-
tel ein g esetzt, die zun eh m en d reg ulato risch  ein g e-
sch rän kt w erden . Dam it erfüllt die Tech n o lo g ie n ich t 
n ur h eutig e, so n dern  auch  zukün ftig e Um w elt- un d 
N ach h a ltig keitsa n f o rderun g en . Darüber h in aus bie-
tet AirCo o l ein en  extrem  breiten  Ein satzbereich  für 
un tersch iedlich ste Tem perierauf g aben  – vo n  tiefen  
M in ustem peraturen  bis h in  zu h o h en  Tem peraturen . 
Gleich zeitig  zeich n et sich  das System  durch  ein en  
seh r ef f izien ten  En erg ieein satz aus. Da kein e zusätz-
lich en  Küh lkreisläufe betrieben  w erden  m üssen , 
bleibt der Gesam ten erg ieverbrauch  g erin g . Für Kun -
den  w irkt sich  das direkt po sitiv auf die Co st o f 
Ow n ersh ip aus, die h eute ein e zen tra le Ro lle bei In -
vestitio n sen tsch eidun g en  spielt.

PACKAGING » Interview
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Klemens Reitinger, 
CTO bei ERS 
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EPP: Advanced Packaging gilt als Schlüsseltech-
nologie der Zukunft. Welche spezifischen Heraus-
forderungen entstehen dabei?

Advan c ed Pac k agin g ist ein e der w ic htigsten  An tw or-
ten  der Halb leiterin d ustrie auf p hysik alisc he un d 
w irtsc haftlic he Gren zen  k lassisc her Sk alierun g. 
Gleic hzeitig en tstehen  dadurc h n eue, erheb lic he 
Kom p lexitäten , in sb eson dere in  den  Bereic hen  Test 
un d Prozessin tegration . Ein e der größten  Herausfor-
derun gen  ist dab ei das b ereits erw ähn te KGD-Kon -
zep t, in sb eson dere b ei hoc hin tegrierten  Kom b in atio-
n en  aus H igh-Ban dw idth-M em ory (HBM ) un d Cen tral 
Proc essin g Un it (CPU) b eziehun gsw eise Grap hic s Pro-
c essin g Un it (GPU). Die therm isc hen  Lasten  w ähren d 
des Tests steigen  dab ei stark  an , w ähren d d ie An for-
derun gen  an  Präzision  un d Reak tion sgesc hw in d igk eit 
im m er w eiter w ac hsen . Zusätzlic h sehen  w ir ein en  
Tren d hin  zum  sogen an n ten  Pan el-Level Pac k agin g. 
Dab ei w erden  Prozesse, d ie b isher auf run den  W afern  
stattfan den , auf größere rec htec k ige Pan els üb ertra-
gen . Dafür gib t es b isher k aum  Stan dards oder etab -
lierte Produk tion sin frastruk turen . Viele Prozesse m üs-
sen  n eu gedac ht un d n eu en tw ic k elt w erden , w as 
tec hn isc h an sp ruc hsvoll ist, ab er auc h große Chan c en  
für In n ovation  b ietet.

EPP: Sie nennen ERS einen „Hidden Champion“. 
Wer sind Ihre Wettbewerber global – und worin 
unterscheiden Sie sich technologisch?

Die W ettb ew erb ssituation  hän gt stark  vom  jew eili-
gen  Produk tb ereic h ab . Im  k lassisc hen  Bereic h des 
W afer-Tests stehen  w ir häufig im  W ettb ew erb  m it 
großen  Prob erherstellern , für 
d ie Tem p eraturregelun g oft 
n ur ein e Zusatzfun k tion  ist. Im  
Bereic h Advan c ed Pac k agin g 
k on k urrieren  w ir m it etab lier-
ten  M asc hin en b auern , d ie 
üb er sehr b reite Produk tp ort-
folios verfügen . Un ser tec hn o-
logisc her Un tersc hied liegt in  
un serer Sp ezialisierun g. Bei ERS steht das Therm o-
m an agem en t im  M ittelp un k t. W ir b etrac hten  Tem p e-
ratur n ic ht als Ran d b ed in gun g, son dern  als ak tiven  
Prozessp aram eter. Diese Persp ek tive erlaub t es un s, 
n eue Kon zep te zu en tw ic k eln , d ie sic h von  k lassi-
sc hen  An sätzen  un tersc heiden . Un sere lan gjährige 
Erfahrun g im  Halb leitereq uip m en t –  k om b in iert m it 
d ieser Fok ussierun g –  m ac ht un s in  vielen  N isc hen  
tec hn ologisc h führen d. Gen au deshalb  w erden  w ir 
oft als „H id den  Cham p ion “ w ahrgen om m en .

» Wir sind nicht der 
größte Anbieter, aber in 
unserem Spezialgebiet 
sehr tief und innovativ 

aufgestellt. «
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zur Universität Regensb urg, ein sta rkes regio na les 
Ha lb leiter-Ök o system  und eine Infra struktur, die es 
uns erm öglich t, h o ch qua lifizierte Fa ch kräfte zu ge-
w innen und la ngfristig zu h a lten. All da s zusa m m en 
m a ch t Ba rb ing zu einem  zentra len Pfeiler unserer 
tech n o lo gisch en W ettb ew erb sfäh igkeit.

EPP: Europa will Halbleiter-Kapazitäten aufbauen. 
Profitiert ERS direkt von den  geplanten Ansiedlungen?

Ja , eindeutig. In Euro p a  w erden im  Ra h m en der a ktu-
ellen Förderp ro gra m m e vo r a llem  neueste und inn o -
va tive Tech n o lo gien a ufgeb a ut. Gena u in diesen Be-
reich en ist ERS tech n o lo gisch  p o sitio n iert. Adva nced 
Pa ck a ging, energieeffiziente Pro zesse und h o ch p räzi-
ses Th erm o m a n a gem ent sind zentra le Ba usteine der 
neuen euro p äisch en H a lb leiterla ndsch a ft. Da rüb er 
h in a us sp ielt unsere lo k a le Präsenz eine w ich tige 
Ro lle. Euro p äisch e Kunden sch ätzen die N äh e zu Ent-
w icklung und Fertigung so w ie die M öglich keit, Pro -
zesse gem einsa m  vo r Ort zu o p tim ieren. Gleich zeitig 
b ringen w ir unsere interna tio n a le Erfa h rung a us Pro -
jekten in Asien und den USA ein. Diese Ko m b in a tio n 
a us lo k a ler N äh e und glo b a lem  Kno w -h o w  ist ein 
kla rer Vo rteil.

EPP: ERS hat ebenfalls einen Standort in Shang-
hai. Wie gehen sie als europäisches Unternehmen 
mit der asiatischen Marktdominanz um?

Asien ist h eute da s Zentrum  der glo b a len Ha lb leiterfer-
tigung. Für uns b edeutet da s, vo r Ort p räsent zu sein 
und den M a rkt seh r gena u zu versteh en. M it eigenen 
M ita rb eitenden in Sh a ngh a i h a b en w ir direkten Ko nta kt 
zu unseren Kunden und ein gutes Gesp ür für tech no lo -
gisch e Trends. Gleich zeitig ko nzentrieren w ir uns b e-
w usst a uf unsere Kernstärken: h o ch w ertige Tech no lo gie, 
h o h e Zuverlässigkeit und ko ntinuierlich e Inno va tio n. 

EPP: Welche Rolle spielt Energieeffizienz bei Ihren 
Kunden?

Ha lb leiterfa b riken sind seh r energieintensiv, und 
steigende Energiep reise erh öh en den Druck zusätz-
lich . Desh a lb  b etra ch ten Kunden nich t nur den An-
sch a ffungsp reis einer Anla ge, so ndern die gesa m ten 
Betrieb sk o sten –  die so gena nnten Co st o f Ow nersh ip . 
System e, die w eniger Energie verb ra uch en, w eniger 
W a rtung b enötigen und eine h o h e Verfügb a rkeit b ie-
ten, h a b en h ier kla re Vo rteile. Unser luftb a siertes 
Th erm o m a n a gem ent za h lt a uf diese Anfo rderungen 
ein. Energieeffizienz ist h eute kein Zusa tznutzen 
m eh r, so ndern ein w esentlich er Besta ndteil m o derner 
Ha lb leiterp ro duktio n.

EPP: Die europäische Beteiligungsgesellschaft 
Gimv investierte 2023 in ERS. Was war aus Inves-
torensicht der Trigger?

ERS w a r vo r a llem  desh a lb  interessa nt, w eil da s Unter-
neh m en zw ei Eigensch a ften vereint, die in dieser Fo rm  
selten zusa m m enk o m m en. Auf der einen Seite verfü-
gen w ir üb er tiefes tech no lo gisch es Kno w -h o w  und 
seh r k o nkrete Fo rtsch ritte im  Bereich  Adva nced Pa ck a -
ging –  einem  Feld, da s no ch  a m  Anfa ng steh t, a b er 
eno rm es W a ch stum sp o tenzia l b ietet. Viele der do rt 

entsteh enden Lösungen h a b en 
einen fa st Sta rt-up -äh nlich en 
Ch a ra kter, w eil sie neue Pro zes-
se erm öglich en und b esteh ende 
Fertigungsgrenzen versch ieb en. 
Gleich zeitig b a siert diese Inno -
va tio nskra ft nich t a uf einem  
th eo retisch en Ansa tz, so ndern 
a uf b ew äh rten Tech no lo gien, 
einer eta b lierten Pro duktb a sis 
und einer la ngjäh rigen Zusa m -

m ena rb eit m it füh renden Ha lb leiterh erstellern w elt-
w eit. ERS b ringt da m it nich t nur Ideen, so ndern a uch  
Um setzungserfa h rung, M a rkta kzep ta nz und eine b e-
la stb a re Kundenb a sis m it. M it Gim v a ls Investo r k o nn-
ten w ir einen eigenen Sta ndo rt für Adva nced-Pa ck a -
ging-Equip m ent m it erw eiterten Fertigungska p a zitä-
ten und einem  Ko m p etenzzentrum  für Fo rsch ung und 
Entw icklung in Ba rb ing rea lisieren. Da m it w urde die 
Ba sis gesch a ffen, um  neue Tech no lo gien nich t nur zu 
entw ickeln, so ndern a uch  industriell zu ska lieren. 

EPP: Was beinhaltet für ERS eine professionelle 
Forschung, Entwicklung und Fertigung am Stand-
ort in Barbing?

W ir h a b en ein erfa h renes Tea m , dessen M itglieder 
teilw eise seit üb er 20 Ja h ren im  H a lb leiterequip -
m ent-Bereich  tätig sind. Dieses tiefgeh ende Pro zess- 
und System verständnis lässt sich  nich t kurzfristig 
a ufb a uen, so ndern ist üb er Ja h re und Ja h rzeh nte ge-
w a ch sen. Da durch  können w ir flexib le und qua lita tiv 
h o ch w ertige Fertigungsk a p a zitäten a nb ieten, die es 
erla ub en, so w o h l Serienp ro dukte a ls a uch  kunden-
sp ezifisch e Lösungen effizient um zusetzen. Viele der 
M a sch inen, die in Ba rb ing entw ickelt und geb a ut 
w erden, sind sp äter in unseren interna tio n a len De-
m o - und Ap p lik a tio nszentren im  Einsa tz –  unter a n-
derem  in den USA, in Ta iw a n und in Ch in a . Do rt kön-
nen Kunden unsere System e unter rea len Bedingun-
gen testen, Pro zesse eva luieren und gem einsa m  m it 
unseren Exp erten o p tim ieren. N ich t zuletzt b ietet der 
Sta ndo rt seh r gute Ra h m enb edingungen: die N äh e 
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» Ein tiefgehendes  
Systemverständnis 
entsteht nicht kurz- 

fristig, sondern wächst 
über Jahre und  
Jahrzehnte. «



EPP » 02 | 2026 49

KI-Messtechnik:  Siemens übernimmt Canopus AI

Höhere Effizienz bei  
Wafer-Inspektionsprozessen
D urch die Ü ber nahm e von C anopus  A I durch Siem en s  s ollen H albleiter-
 her s teller  m ithilfe von r echner- und K I-ges tützten M es s techniklö s ungen   
ein neues  M aß an P r ä zis ion und Effizienz bei W afer- und M as ken -
in s pektion s p r ozes s en er r eichen kö nnen.

D ie Halb leiter industr ie steht vo r im -
m er k o m plexeren Herausfo r derun-

gen in der Fertigung, da d ie Geo m etr ien 
der Bauelem ente ständ ig k leiner w er den, 
w ährend d ie Pr o d uk tio nsm engen steigen. 
Eine um fassende M esstec hnik  ist für d ie 
Gew ähr leistung vo n Qualität und Ertrag 
in der m o dernen Halb leiterfertigung un-
verzic htb ar gew o r den. Die KI-gestützten 
Lösungen vo n Cano pus AI so llen das b e-
stehende Siem ens-Po rtfo lio  und ver so r -
gen Halb leiterher steller m it intelligenten 
Inspek tio ns- und M essfunk tio nen zur För-
derung b etr ieb lic her Spitzenleistungen 
ergänzen. 

„Die Ü b ernahm e vo n Cano pus AI ist ein 
Beispiel für das Engagem ent vo n Siem ens, 
industr ielle KI einzusetzen, um  zentrale 
Herausfo r derungen in der Halb leiterferti-
gung zu lösen“, er k lärte To ny Hem m el-
garn, Präsident und CEO, Siem ens Digital 
Industry So ftw are. Dur c h d ie Ko m b inatio n 
der rec hnergestützten Litho graphie- und 
Fertigungssim ulatio nsfunk tio nen des 

 Calib re-Po rtfo lio s m it den M ess- und In-
spek tio nstec hno lo gien vo n Cano pus AI 
entsteht eine integr ierte EDA-Lösung. 
Diese so ll, so  Hem m elgarn, 
• d ie Genauigk eit ged ruc k ter W afer-

M uster erhöhen
• d ie Ausb eute steigern 
• d ie M ar k teinführungszeit b ei fo rtsc hr itt-

lic hen Fertigungsk no ten verk ürzen
Die Integratio n unter stützt das Ziel, prä-
zise d igitale Zw illinge für d ie Halb leiter-
her stellung zu entw ic k eln und Pr o zess-
steuerung so w ie M ask enentw ic k lung im  
Sub nano m eter b ereic h zu er m öglic hen.

Über Canopus AI
Cano pus AI w ur de 2021 gegründet und 
hat seinen Sitz in Greno b le, Frank reic h. 
Das sc hnell w ac hsende So ftw are- und KI-
Unternehm en ist Vo r reiter b ei der „M e-
tr o spec tio n“, einem  m o dernen Ansatz, der 
M ess- und Prüfab läufe m it KI ver b essert. 
Dieses um fassende So ftw are-Fram ew o r k  
üb erw indet d ie Disk repanz zw isc hen her-

k öm m lic her W afer m esstec hnik  und In-
spek tio nstec hnik  und er m öglic ht es Chip-
Designern und -Her stellern m ithilfe vo n 
Künstlic her Intelligenz, d ie extrem  ho hen 
Präzisio nsanfo r derungen vo n Tec hno lo -
giek no ten zu erfüllen.

KI gestützte Messtechnik 
„W ir freuen uns sehr, Teil vo n Siem ens zu 
w er den und d ie Leistungsfähigk eit der KI-
gestützten M esstec hnik  in der Halb leiter-
industr ie als M itglied der Siem ens EDA-
Anw endergem einsc haft einem  b reiteren 
Pub lik um  zugänglic h zu m ac hen“, freut 
sic h Jo ël Alanis, Chief Exec utive Offic er 
vo n Cano pus AI. „Gem einsam  w er den w ir 
Inno vato ren dab ei unter stützen, d ie 
Grenzen des Halb leiter designs und der 
Halb leiterfertigung m it r o b uster W afer- 
und M ask enm esstec hnik  so w ie Inspek ti-
o nstec hnik  zu ver sc hieb en. Zudem  w er-
den w ir ihnen helfen, d ie Herausfo r derun-
gen der sic h sc hnell verändernden Halb -
leiter b ranc he zu m eistern.“

Siemens hat Canopus 
AI übernommen, um 
sein digitales Produkt-
angebot für das Design 
und die Fertigung von 
Halbleitern durch die 
Integration zusätzli-
cher Messtechnologien 
mit KI-Fähigkeiten zu 
erweitern. 
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Solin Ahmad und Michael Zahn, beide Geschäftsführer von Koh Young Europe

“Fehler finden können viele.  
Wir optimieren Prozesse.“
N ach  etw as meh r als einem h alben Jah r im A mt zieh t die neu e G esch äftsfüh ru ng   
v o n K o h  Yo u ng  E u ro p e im G esp räch  mit der EPP eine erste B ilanz. Zw isch en  
au fg estau ten Inv estitio nen, stru ktu rellen V ersch ieb u ng en im M arkt u nd einem  
K I-H yp e, der differenzierte A ntw o rten v erlang t, setzen S o lin A h mad u nd  
M ich ael Zah n au f starke Partnersch aften u nd zielg erich tete Lösu ng en.

» A u to r: Frederick R indle

EPP: Frau Ahmad, Herr Zahn – Sie haben im Sommer 
die Geschäftsführung übernommen. Wenn Sie auf die 
ersten Monate zurückblicken: Was war Ihr wichtigs-
ter Ansatz?

Solin Ahmad: „Das W ic htigste w ar für un s tatsäc hlic h 
d iese n eue N ähe zu un seren  Partn ern  un d  Kun den  zu 
fin den , un d  zw ar n ic ht n ur als Sc hlagw ort, son dern  
gan z k on k ret im  täglic hen  Arb eiten . Die M ultik rise ist 
Realität. W er gestärk t daraus hervorgehen  w ill, b rauc ht 
ec hte Partn ersc haften . An ders w ird  es n ic ht fun k tion ie-
ren .“

Michael Zahn: „W ir hab en  sehr b ew usst den  Fok us auf 
Kun den k om m un ik ation  un d  Präsen z gelegt, un d  das 
w ar n ur m öglic h, w eil w ir ein  Team  hin ter un s hab en , 
das zu 100 Prozen t m itzieht. W ir hab en  hierzu auc h ei-
n ige gezielte Verän derun gen  vorgen om m en , n ic ht um  
alles um zuk rem p eln , son dern  um  un s Luft zu versc haf-
fen  –  Luft, um  rauszugehen , zuzuhören , Gesp räc he zu 
führen . Den n  w en n  m an  zu sehr m it in tern en  Them en  
b esc häftigt ist, verliert m an  zw an gsläufig den  Blic k  für 
den  M ark t. Un d  gerade jetzt ist es en tsc heiden d , b eim  
Kun den  zu sein , zu verstehen , w o er steht un d  w as ihn  
w irk lic h b ew egt.“

EPP: Sie betreuen mehr als 35 Länder von ihrem Fir-
mensitz in Alzenau. Wie unterschiedlich ist Europa 
im Alltag?

Zahn: „Europ a ist extrem  d ivers. W ir sp rec hen  n ic ht 
n ur von  versc hieden en  Sp rac hen , son dern  auc h von  un -
tersc hied lic hen  Kulturen , M en talitäten  un d  In vestiti-
on slogik en . W en n  m an  versuc ht, ein e ein heitlic he Stra-
tegie üb er den  gesam ten  Kon tin en t zu legen , en tstehen  
zw an gsläufig Reib un gsverluste. Deshalb  arb eiten  w ir 
sehr stark  region al. W en n  m an  d ie lok alen  Beson derhei-

ten  b erüc k sic htigt, hat m an  ein e gan z an dere An sp ra-
c he b eim  Kun den  un d  auc h ein  b esseres gegen seitiges 
Verstän d n is.“

Ahmad: „Gen au deshalb  hab en  w ir in  den  vergan gen en  
M on aten  gem ein sam  m it un seren  Partn ern  vor Ort sehr 
in ten siv an alysiert, w ie sic h d ie ein zeln en  Region en  
en tw ic k eln  un d  w elc he Strategien  d ort sin n voll sin d . Es 
gib t eb en  n ic ht den  ein en  europ äisc hen  M ark t. M an c he 
Region en  en tw ic k eln  sic h dyn am isc her, an dere sin d  ge-
rade vorsic htiger. W en n  m an  d iese Un tersc hiede w ahr-
n im m t un d  region al den k t, k an n  m an  deutlic h gezielter 
agieren .“

EPP: Wie würden Sie die aktuelle Marktsituation be-
schreiben?

Zahn: „W ir sehen  im  M om en t tatsäc hlic h zw ei Ge-
sc hw in d igk eiten . Das erste Halb jahr en tw ic k elt sic h 
grun d sätzlic h p ositiv, w eil viele Kun den  In vestition en  
aufgesc hob en  hab en  un d  jetzt sagen : W ir m üssen  w ie-
der han deln . Gleic hzeitig stehen  große Kon zern e, vor 
allem  im  Autom otive-Um feld, stark  auf der Brem se. 
Dort w ird  restruk turiert, W erk e w erden  zusam m en ge-
legt, Prozesse n eu organ isiert. Der M ittelstan d  dagegen  
sp ürt w ieder m ehr Aufträge un d  in vestiert en tsp re-
c hen d.“

Ahmad: „Auf der p rod uc tron ic a w ar das sehr deutlic h 
zu sehen . W ir hatten  w irk lic h das Gefühl, dass der Kn o-
ten  der letzten  an derthalb  b is zw ei Jahre gep latzt ist. 
Plötzlic h w ar w ieder Bew egun g da, m ehr k on k rete Pro-
jek te, m ehr Dyn am ik . Gleic hzeitig hat sic h ab er etw as 
verän dert: Die alte Plan b ark eit ist versc hw un den . Frü-
her k on n te m an  relativ k lar sagen , w an n  d ie N ac hfrage 
an zieht un d  w an n  es ruhiger w ird . Heute ist das viel 
sc hw erer vorherzusagen .“

» TEST & QUALITÄTSSICHERUNG
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Seit etwas mehr als  
einem halben Jahr sind 
Solin Ahmad und  
Michael Zahn die  
neuen Geschäftsführer 
von Koh Young Europe.
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Zahn: „Ich  besch reibe da s g ern  m it ein em  Z ita t vo n  
Bruce Lee: M a n  m uss sein  w ie W a sser. W a sser such t 
sich  im m er ein en  W eg  um  Hin dern isse h erum . W en n  
m a n  steh en  b leibt, sta ut sich  a lles a uf. Un d g en a u diese 
Flexib ilität bra uch en  Un tern eh m en  h eute.“

EPP: Welche Rolle spielt der Fachkräftemangel in 
diesem Zusammenhang?

 Zahn: „Er spielt ein e seh r g ro ße Ro lle. Viele Spezia listen  
a us der Bo o m er-Gen era tio n  g eh en  jetzt n a ch  un d n a ch  
in  den  Ruh esta n d. Gleich zeitig  ko m m en  deutlich  w en i-
g er jun g e Fa ch kräfte n a ch . Die Un tern eh m en  steh en  a l-
so  vo r der Hera usfo rderun g , W issen  zu sich ern  un d Pro -
zesse sta b il zu h a lten .“

 Ahmad: „Gen a u h ier setzen  viele un serer Kun den  a n . Sie 
überleg en  seh r bew usst, w ie sie dieses Erfa h run g sw issen  
in  ih ren  Pro zessen  erh a lten  kön n en . KI un d da ten b a sierte 
System e h elfen  da bei, w eil sie bestim m te En tsch eidun -
g en  un d Optim ierun g en  repro duzierb a r m a ch en . Da s be-
deutet n ich t, da ss der M en sch  ersetzt w ird – a ber da s 
W issen  b leibt im  System .“

EPP: KI war auch eines der dominierenden Themen 
auf der productronica. Wie sehen Sie das?

Ahmad: „W ir besch äftig en  un s m it diesem  Th em a  sch o n  
seit vielen  Ja h ren . Für un s ist der en tsch eiden de Pun kt 
da bei im m er die Da ten b a sis g ew esen . Un sere System e 
a rbeiten  m it ech ten  3D-M essda ten . W ir n utzen  KI n ich t, 
um  Bilder zu o ptim ieren  o der kün stlich  In fo rm a tio n en  
zu erzeug en , so n dern  um  rea le M essw erte a uszuw erten  
un d Pro zesse zu o ptim ieren .“

Zahn: „Un ser An sa tz ist es a uch  n ich t prim är die Feh ler 
erst a m  Pro zessen de zu fin den . Den n  w en n  ein  Feh ler 
sich tb a r w ird, ist es eig en tlich  sch o n  zu spät un d ko stet 
Geld. Un ser Z iel ist es, Abw eich un g en  vo m  o ptim a len  
Pro zess früh zeitig  zu erken n en  un d g eg en zusteuern .“

EPP: Warum beginnt diese Optimierung eigentlich so 
häufig schon beim Druckprozess?

 Zahn: „W eil im m er n o ch  m eh r a ls 60 Pro zen t der Feh ler 
im  Druck en tsteh en . W en n  m a n  do rt sa uber a rbeitet, ver-
bessert m a n  a uto m a tisch  die g esa m te Lin ie. Ein  erfa h ren er 
Pro zessexperte stellt Pa ra m eter ein  un d o ptim iert sie im  
La ufe der Z eit. Un sere System e kön n en  diese An pa ssun g en  
th eo retisch  bei jedem  ein zeln en  Druck durch füh ren .“

 Ahmad: „Da s System  lern t m it jedem  Bo a rd da zu. Ge-
ra de w en n  erfa h ren e Spezia listen  da s Un tern eh m en  
verla ssen , h ilft da s en o rm . Der Pro cess Optim izer ka n n  

dieses W issen  im  Pro zess a b b ilden  un d ko n tin uierlich  
w eiteren tw ickeln . Für die Kun den  ist es zudem  w ich tig , 
w o  die Da ten  vera rbeitet w erden . Un sere System e a r-
beiten  da h er so , da ss die Da ten  beim  Kun den  a uf der 
M a sch in e b leiben . Gera de in  sen sib len  Bra n ch en  ist da s 
ein e w ich tig e Vo ra ussetzun g .“

EPP: Welche Rolle spielt die Inspektion künftig in der 
Fertigung?

Zahn: „Un sere System e sin d im  Grun de der Ga tekeeper 
der Lin ie. W ir liefern  die Da ten , die zeig en , o b der Pro -
zess im  o ptim a len  Bereich  läuft o der n ich t. W en n  un se-
re System e feststellen , da ss etw a s n ich t stim m t, so llte 
der n äch ste Pro zesssch ritt eig en tlich  n ich t m eh r sta tt-
fin den .“

Ahmad: „Der en tsch eiden de Pun kt ist die Gesch w in dig -
keit der Rückm eldun g . W en n  ich  erst a m  En de der Lin ie 
erken n e, da ss etw a s n ich t stim m t, h a be ich  m ög lich er-
w eise sch o n  viele Bo a rds pro duziert, die n ich t o ptim a l 
sin d. W en n  ich  früh  ein g reifen  ka n n , spa re ich  Z eit, M a -
teria l un d Ko sten .“

EPP: Welche Rolle spielt Koh Young dabei für seine 
Kunden?

Zahn: „W ir w erden  im m er h äufig er n ich t n ur a ls Liefe-
ra n t vo n  M esssystem en  g eseh en , so n dern  a ls Pa rtn er, 
der den  g esa m ten  Pro zess m it betra ch tet. Un sere M a -
sch in en  liefern  Da ten  über die Qua lität der Lin ie, un d 
desh a lb  ko m m en  Kun den  o ft m it der Fra g e a uf un s zu: 
W a s w ürdet ih r un s em pfeh len , um  diesen  Pro zess zu 
verbessern ?“

Ahmad: „Da s ist ein e En tw icklun g , die w ir seh r po sitiv 
seh en . Den n  letztlich  g eh t es im m er da rum , g em ein sa m  
Lösun g en  zu fin den , die für den  Kun den  fun ktio n ieren .“

EPP: Wenn Sie in die Zukunft schauen – welche Ent-
wicklungen erwarten Sie?

Ahmad: „Ich  g la ube, w ir m üssen  un s da ra n  g ew öh n en , 
da ss vieles w en ig er pla n b a r w ird. Verän derun g en  w er-
den  sch n eller ko m m en , un d Un tern eh m en  m üssen  ler-
n en , flexibel da ra uf zu rea g ieren .“

Zahn: „Tech n o lo g isch  w ird die Auto m a tisierun g  w eiter 
zun eh m en . Gleich zeitig  w erden  w ir m eh r spezia lisierte 
KI-Lösun g en  seh en  – System e, die seh r g en a u a uf be-
stim m te Pro zesse zug esch n itten  sin d. Ein e un iverselle 
KI, die a lles ka n n , h a lte ich  da g eg en  für un w a h rsch ein -
lich .“

» TEST & QUALITÄTSSICHERUNG
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Defense Production Area

Inspektionslösungen für sicher-
heitsrelevante Elektronik

Die  V isc om  SE ist vom  20. b is 24. April 2026 auf d e r 
Hannover M esse in Halle 26, Stand  E98/17 vertreten. 
Der M esseauftritt erfolg t im  Rahm en d e r Defense 
Prod uc tion Area, e ine m  neuen Gem e insc haftsstand  
zur Stärk ung  d e r europäisc he n Sic he rhe its- und  V e r-
te id ig ung sind ustrie .
Die  Defense Prod uc tion Area ric htet d e n Fok us auf 
Zulieferer sow ie  U nterne hm en d e r Prod uk tionste c h-
nolog ie , d ie  Lösung e n für V erte id ig ung , Sic he rhe it 
und  Resilie nz entw ic k e ln. In Kooperation m it d e r 
DSEI Germ any entste ht e ine  Plattform , d ie  ze ig t, w ie  
m od e rne T e c hnolog ie n d e n hohen Anford e rung e n si-
c he rhe itspolitisc he r und  re g ulie rter Prod uk tionsum -
g e b ung e n g e re c ht w e rd e n.
Se it m e hr als vie r Jahrze hnten entw ic k e lt und  fertig t 
V isc om  am  Stand ort in Hannover hoc hpräzise In-
spe k tionssystem e „M ad e in Germ any“. Ziel ist es, 
selb st k le inste Defe k te zuverlässig  zu id e ntifizie ren, 
b e vor sie  Le istung , Sic he rhe it od e r Einsatzfähig k e it 
b e e inträc htig e n.

Device Inspektion im Fokus
Im  Zentrum  d e s M esseauftritts ste hen Devic e -In-
spe k tionsk onzepte für sic he rhe itsk ritisc he  Anw e n-
d ung e n. V isc om  ze ig t, w ie  m od e rne Prüfte c hnolog ie n 
entsc he id e nd  d azu b e itrag e n, Qualität, Zuverlässig -
k e it und  re g ulatorisc he  Konform ität sic he rzustellen. 
Gle ic hze itig  le isten d ie  Lösung e n e ine n Be itrag  zu 
Transparenz, Sic he rhe it und  Rüc k verfolg b ark e it ent-
lang  k om ple x e r Lieferk e tten.
V or Ort präsentie rt V isc om  e in m anuelles X-ray Sys-
tem : Die  X8011-III. Die  Besuc he r d e r Hannover M esse 
k önnen im  Rahm en von Dem onstrationen live erle-
b e n, w ie  sic h reale sic he rhe itsrelevante Geräte effi-
zie nt und  zuverlässig  prüfen lassen. Die  le istung s-
stark e Röntg e nte c hnolog ie  von V isc om  liefert d e tail-
lie rte Einb lic k e  in m issionsk ritisc he  Kom ponenten. 
Sie  erm ög lic ht Transparenz, Rüc k verfolg b ark e it und  
hohe Qualitätsstand ard s.
Üb e r d ie  Inspe k tion ele k tronisc he r Geräte hinaus b ie -
tet V isc om  Lösung e n für e ine  V ie lzahl w e ite rer Pro-
d uk te und  M aterialie n w ie  M etalle, Glas, Sand  und  
and e re sic he rhe itsrelevante W erk stoffe. Die se erw e i-
terten Prüfk om petenzen unterstützen V erte id ig ung s- 
und  Sic he rhe itsorg anisationen d ab e i, Frem d k örper, 
M aterialfe hler und  V e runre inig ung e n zuverlässig  zu 
id e ntifizie ren, üb e r untersc h ie d lic he  Anw e nd ung e n 
hinw e g .

Das manuelle Röntgensystem X8011-III von Viscom.
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In-Circuit-Funktionstestsysteme, 
Adaptionen, Kabeltester

▷ Testsysteme für elektronische Flachbaugruppen, 
Module und Geräte für die Qualitätssicherung

▷ In-Circuit- und Funktionstest, Boundary Scan,
Mehrfachnutzentest, Paralleltest (auch Flashen), 
Displaytest, EOL

▷ praxisnahe und anwenderfreundliche Testpro-
grammerstellung, hohe Prüfschärfe und Prüftiefe

▷ breitestes Spektrum an Produkten für das auto-
matische Testen aus eigener Entwicklung

▷ Stand-alone und Inline-Einsatz

▷ manuelle und pneumatische Adaptionen
▷ Niederhaltersysteme für bis zu 1000 gefederte

Kontaktstifte
▷ austauschbare Adapterplatten (Nadelbett)
▷ langlebig und geringe Folgekosten

▷ MCT 192-2 Kabel- und Backplanetester mit 192 
Messkanälen

▷ optionale Steckerkontaktierungsboards
▷ Teststecker für viele gängige Kabel
▷ Prüfprogrammerstellung mit Autolern von einem 

Goldenen Prüfling oder über Softwareeditor

REINHARDT 
System- und Messelectronic GmbH

Bergstr. 33 D-86911 Diessen Tel. +49 8196 934100 
E-Mail: info@reinhardt-testsystem.de   http://www.reinhardt-testsystem.de

https://www.viscom.com/de/
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Signalrelais

Schnellere Reaktionen in einem kleineren Gehäuse

Entwicklung sla b ore  und Produktions a nla -
g e n, die  m it Te c h nolog ie n wie  Ha lb le ite rn, 
5G und a utonom e n R ob ote rn a rb e ite n, 
b e nötig t e n Te s t g e räte  m it m e h r Ka näle n, 
m e h r M e s sung e n, s c h ne lle re n Inspe kti-
onszykle n und e ine m  h öh e re n Fre que nz-
b e re ic h , h e ißt e s w e ite r. M it de r Einfüh -
rung  de r M ode lle  20V G3VM -21Q R  und 
G3VM -21Q R 1 sowie  40V G3VM -41Q R 4 
unte rs tütze  Om ron H e rs te lle r von Te s t g e -
räte n da b e i, die s e  Anforde rung e n zu e r-
fülle n.
Die s e  norm a le rw e is e  offe ne n R e la is 
(SPST-N O, S c h lie ße r) de s Typs 1a  w e is e n 
in de r G3VM -S e rie  die  g e ring s t e  Ka pa zi-
tät und de n g e ring s t e n W ide rs ta nd a uf 
und e rm ög lic h e n so e in re a ktions s c h ne l-
le s S c h a lte n, wa s ra s c h e re  M e s sung e n 
und kürze re  Te s tzyklusze ite n e rm ög lic h t. 

Für a nspruc h svolle  Anw e ndung e n wie  
Te s t- und M e s s g e räte  de r näc h s t e n Ge ne -
ra tion h a t Om ron G3VM -M osfe t-R e la is 
m it g e ring e r Grundfläc h e , nie drig e r Aus-
g a ng ska pa zität und s c h ne lle r R e a ktions-
ze it im  Portfolio. Die  R e la is im  2 x 1,45 
m m  kle ine n S-VSON (L)-Ge h äus e  wie g e n 
w e nig e r a ls 0,01 g  und e rm ög lic h e n e s 
Ge räte e ntwickle rn, e ine  h oc h dic h te  M on-
ta g e  unte r b e e ng t e n Pla tzve rh ältnis s e n 
und Form fa ktor-Eins c h ränkung e n zu re a -
lisie re n. M it e ine r Pin-zu-Pin-Ka pa zität 
von nur 0,6 pF und e ine r Eins c h a lt-/Aus-
s c h a ltze it von nur 0,08/0,12 m s e ig ne n 
sie  sic h  für Hoc h g e s c h windig ke its s c h nitt-
s te lle n in a utom a tis c h e n Te s t g e räte n und 
Hoc h  g e s c h windig ke its-Log ikte s t e rn. Da -
rüb e r h ina us träg t e in Le cks trom  von nur 
1 nA zu e ine r h oh e n M e s s g e na uig ke it b e i.

Testsystem für Embedded Vision

Frame Grabber und Frame Generator in einem System 

sung , Ana lys e  und Aus g a b e  von Vide oda -
te n in e ine m  durc h g äng ig e n W orkflow – 
von de r Entwicklung  üb e r die  Va lidie rung  
b is in die  Fe rtig ung . 
Da s Te s t g e rät is t durc h  e ine n m odula re n 
Ha rdwa re a ufb a u, fle xib le  S e ite nb a nd-
kom m unika tion sowie  e ine  intuitive  An-
w e ndung s softw a re  g e ke nnze ic h ne t. De r 
Eins a tz proje ktspe zifis c h e r Konta ktie re in-

Auf de r Em b e dde d W orld in N ürnb e rg  h a t 
Göpe l e le c tronic s e ine  H a rd- und Soft-
wa re sys te m e  für e le ktris c h e  Te s ts und In-
dus trie a nw e ndung e n g e ze ig t. M it Vide o 
Dra g on b e ispie lsw e is e  s te llte  da s Unte r-
ne h m e n e in le is tung s s ta rke s Te s tsys te m  
für Em b e dde d Vision vor. Es ve re int Fra m e  
Gra b b e r und Fra m e  Ge ne ra tor in e ine m  
Sys te m  und e rm ög lic h t da m it die  Erfa s-

Ih re  s e h r kle ine  4-Pin-Ba uform , die  m e h r 
a ls 18 Proze nt kle ine r is t a ls da s VSON -
Ge h äus e , e rm ög lic h t e s De sig ne rn, die  Ka -
na la nza h l in ne ue n Ge räte n zu ska lie re n 
und m e c h a nis c h e  R e la is e infa c h e r durc h  
M OSFET-R e la is e rs e tze n.

h e ite n, b e ispie lsw e is e  N a de la da ptie run-
g e n, e rla ub t e ine  fle xib le  R e a lisie rung  so-
wie  e ine  pa s s g e na ue  Anb indung  de r je -
w e ilig e n Anw e ndung e n. 
Vorg e s t e llt wurde  a uc h  de r In-Syste m -
Prog ra m m e r Fla s h Fox, de r nun a ls Z w e i-
ka na l-Ve rsion ve rfüg b a r is t. De r Unive r-
s a lprog ra m m e r ve rfüg t üb e r zwe i a syn-
c h rone  pa ra lle le  Ka näle  und vie r una b -
h äng ig  inte g rie rte  Spa nnung sve rsorg un-
g e n für die  zu prog ra m m ie re nde n Ta rg e ts. 
Da m it e rg änzt e r die  b is h e rig e n 4- und 
8-Ka na l-Ve rsione n nun a uc h  für Kle ins e -
rie n, m a nue lle  Produktionsplätze  ode r 
Entwicklung s a nw e ndung e n. 
Um  die  vie ls e itig e n Eins a tzm ög lic h ke ite n 
von Bounda ry S c a n und de r Softw a re  Sys-
te m  Ca s con zu de m ons trie re n, s te llte  da s 
Unte rne h m e n m it de m  EJS-Coa c h  e in 
m ultifunktiona le s De m o-Boa rd vor. In 
Kom b ina tion m it de r fle xib le n Pla tine n-
a ufna h m e  Boa rdGra b b e r läs s t sic h  e ine  
b re ite  Pa le tt e  a n Em b e dde d-JTAG-Sze na -
rie n re a litätsna h  sim ulie re n. 

Der In-System-Programmer FlashFox ist nun als Zweikanal-Version verfügbar.
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Steigende Marktnachfrage

Größere Leiterplattenformate testen

Der m odulare Aufb au erm öglic ht un tersc hied lic he 
Kon figuration en  w ie Sin gle- oder Dual-Lan e, Sin gle- 
oder Dual-W ell sow ie Sin gle- oder Dual-Segm en t-
Kon figuration en  un d  dam it p arallele Testk on zep te. 
Das System  sorgt für ein e gleic hm äß ige Kon tak tk raft 
an  jedem  Testp un k t, d ie je n ac h ausgew ähltem  M o-
tor zw isc hen  5 un d  20 k N  k on figuriert w erden  k an n . 
Es lässt sic h n ahtlos in  führen de Testsystem e von  
Drittan b ietern  w ie Keysight, Teradyn e, Digitaltest, 
Elow erk , SPEA un d  Chec k Sum  in tegrieren  un d  b ietet 
dam it Flexib ilität un d  lan gfristige In vestition ssic her-
heit.
„M it dem  M FT 900 reagieren  w ir d irek t auf den  
M ark ttren d  zu größ eren  Leiterp latten -Design s“, er-
k lärt Vin c en t M un ier, Test En gin eerin g M an ager b ei 
IPTE Belgium . „Kun den  k ön n en  n un  auc h größ ere Lei-
terp latten form ate testen , ohn e Kom p rom isse b ei 
Durc hsatz, Flexib ilität oder Testerin tegration  ein ge-
hen  zu m üssen .“

M it dem  M FT 900 erw eitert das b elgisc he Un tern eh-
m en  IPTE sein  Test-Han d lin g-Portfolio um  ein e flexi-
b le Lösun g. Der M ulti-Fun c tion al Test Han d ler soll 
der steigen den  M ark tn ac hfrage n ac h Tests größ erer 
Leiterp latten form ate in  autom atisierten  Produk ti-
on sum geb un gen  gerec ht w erden .
Da d ie Ab m essun gen  von  Leiterp latten  im m er größ er 
w erden , b en ötigen  Hersteller flexib le Test-Han d lin g-
Lösun gen , d ie erw eiterte Leiterp latten form ate m it 
hohem  Durc hsatz un d  zuverlässiger Kon tak tierun g 
k om b in ieren . Der M FT 900 ist sp eziell für größ ere 
Leiterp latten  m it ein er Län ge von  b is zu 760 m m  vor-
gesehen  un d  durc h ein e op tim ierte Stellfläc he ge-
k en n zeic hn et. W ie alle System e der M FT-Fam ilie un -
terstützt auc h d ie Version  900 In -Circ uit-Tests (ICT), 
Fun k tion stests (FCT) un d  Flash-An w en d un gen  in  ei-
n em  ein zigen  Han d ler. M ehrere Testp rozesse k ön n en  
in  ein e M asc hin e in tegriert w erden . Das m ac ht zu-
sätzlic he Han d ler üb erflüssig un d  verein fac ht d ie 
Produk tion slayouts.

Der neuen MFT 900 soll der steigenden Nachfrage nach Tests größerer 
Leiterplattenformate in automatisierten Produktionsumgebungen gerecht 
werden.
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Aerospace & Defense

Messlösungen für kritische 
Kommunikationssysteme
In Luft- und R aum fah r t s owie s icher heits kr itis chen V er teidigung s anwendungen 
s teigen die A nfor der ungen an V er fü gbar keit, Zuver lä s s igkeit und Tes ttiefe von 
K om m unikation s s ys tem en r as ant. D ie R olle der  leis tung s fä higen M es s lö s ungen 
gewinnt dabei im m er  m eh r  an B edeutung. 

Störun gsfreie Kom m un ik a tion  ist da s 
Rück gra t m odern er In fra struk tur. 

Da s gilt in sb eson dere für k ritisch e Seg-
m en te w ie die Luft- un d Ra um fa h rt. Für 
b eide gelten  die im  Sep tem b er 2025 vom  
Bun desk a b in ett im  KRITIS-Da ch gesetz 
versch ä rften  Sich erh eitsa n forderun gen . 
Um  sie h eute un d in  Zuk un ft zuverlä ssig 
erfüllen  zu k ön n en , b eda rf es sp ezia lisier-
ter M ess- un d Prüftech n ik . Bei der Luft-
fa h rt steigen  m it der p rogn ostizierten  

der zun eh m en den  Kom p lexitä t m odern er 
Sa telliten system e im m er a n sp ruch svoller 
w ird. Hier m üssen  Sign a le üb er w eite Fre-
q uen zb ereich e a n a lysiert, k a lib riert un d 
sta b il geh a lten  w erden .

Am Flughafen und im 
 ATC-Betrieb
Für Routin e- un d In sp ek tion sm essun gen  
a uf dem  Flugh a fen gelä n de un d im  ATC-
Betrieb  sin d k om p a k te, un iverselle M ess-

Kritische Kommunikation unter verschärften Sicherheitsanforderungen ist ein zentrales Thema der Aerospace-&-Defense-Branche.
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Verdop p elun g des glob a len  Flugverk eh rs 
b is 2030/2031 die An forderun gen  a n  Ver-
fügb a rk eit, Zuverlä ssigk eit un d Sich erh eit 
von  Boden - un d Kon troll-in fra struk tur 
deutlich . N a viga tion s- un d Kom m un ik a ti-
on sa n la gen  sow ie deren  Verk a b elun g un d 
An ten n en a n la gen  m üssen  regelm ä ß igen  
Feldtests un d W a rtun gen  un terzogen  
w erden . In  der Ra um fa h rt geh ören  die Sa -
telliten -Erdsta tion en  zu den  System en , 
deren  Va lidierun g un d W a rtun g w egen  

» TEST & QUALITÄTSSICHERUNG
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lösung en wie d er tra g b a re Fiel-Fox Ha nd -
held  Ana lyzer von Keysig ht eine Option. 
Er vereint m ehr a ls 20 M es s funktionen in 
einem  rob us ten Gerät und  d eckt d a m it 
typische Auf g a b en wie d ie P rü fung  von 
Antennen und  Ka b ela nla g en, d ie Fehler-
ortung  per Dis ta nce to Fa ult od er P uls 
und  P ea k P ower M es sung en a n R a d a r und  
N a vig a tions s ta tionen a b . Auch Filter, Ver-
s tärker und  Konverter la s s en sich d irekt 
vor Ort hinsichtlich Einf ü g ed äm pfung , 
Am plitud enverha lten od er spektra ler 
R einheit ü b erprü f en. Da s red uziert Tra ns-
port, Einrichtung  und  Ka lib rierung , spa rt 
Z eit und  Log is tika ufw a nd . 

Auch in d er R a um f a hrt d eckt d er Field -
Fox Ha nd held  Ana lyzer d en P rü f b ed a rf a b , 
von präziser Antennena usrichtung  ü b er 
Line Sweeps und  Fehlerortung  in Ü b ertra -
g ung s s trecken b is zur d eta illierten Cha -
ra kterisierung  von Up und  Downconver-
tern, Filtern, Vers tärkern und  LN Bs. Auch 
b reitb a nd ig e, frequenza g ile Sig na le la s-
sen sich zuverläs sig  b ewerten. Da nk R e-
m ote Control und  wetterf es ter Ba uform  
b leib t d a s Gerät a uch a n schwer zug äng -
lichen od er fes ten Außenpositionen voll 
nutzb a r, wa s W a rtung  und  Fehlersuche 
spü rb a r vereinf a cht und  d ie Verf ü g b a rkeit 

wa chsen und  b ietet d a m it echte Z u-
kunf ts sicherheit. Als a utorisierter Key-
sig ht-P a rtner unters tü tzt Da ta Tec Kun-
d innen und  Kund en b ei Auswa hl, Integ ra -
tion und  Betrieb  d er pa s s end en M es s- 
und  Tes tlösung en. N eb en M es s- und  P rü f-
lösung en b ietet d a s Unternehm en techni-
sche Bera tung , Ka lib rierservice und  ind i-
vid uelle System konzepte.

Für Routine- und Inspektionsmessungen sind kompakte, universelle Messlösungen wie der tragbare 
Fiel-Fox Handheld Analyzer eine gute Wahl.
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m od erner Sa tCom -System e s tärkt. Ob  
Luf t od er R a um f a hrt: Una b häng ig  von 
seinem  Eins a tzb ereich b leib t d er Field Fox 
a uch la ng fris tig  eine sichere W a hl, weil er 
sich m it externen Sensoren und  m od ula -
rer Sof tw a re a n neue Anford erung en a n-
pa s s en läs s t. So ka nn er etwa  b ei neuen 
R a d a r- od er N a vig a tions sys tem en, wa ch-
send er Frequenzb a nd nutzung  od er weite-
ren Dig ita lisierung s schritten einf a ch m it-

Strahlprofilmessgerät

Breiter Wellenbereich, keine ITAR-Einschränkungen

ren Ba siskorrektura lg orithm us von M KS, 
d er zur Einf ü hrung  d er N orm  ISO 111463 
f ü r M es s g ena uig keit b ei La s ers tra hlen 
b eig etra g en ha t. Die Sof tw a re b ietet a lle 
Berechnung en, d ie f ü r präzis e, ISO-kon-
form e Stra hlm es sung en erford erlich 
sind  – d a runter Leis tung s-
d ichte, Stra hlposition, 
Stra hld urchm es s er und  
m ehr. Z ud em  enthält sie 
Funktionen wie erweiter-
te Bild vera rb eitung , 
Trend a na lysen, Da tenlog -
g ing , Gut/Schlecht-Tes ts  
f ü r d ie P rod uktion sowie 
m ehrspra chig e Unter-
s tü tzung .
Da s Sys tem  verf ü g t a u-
ßerd em  ü b er eine Gig E-
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M it d em  Stra hlprofilm es s g erät Ophir 
SP 301Q  CQ D von M KS la s s en sich La s er-
profile ü b er einen b reiten W ellenläng en-
b ereich von 400 b is 1700 nm  cha ra kteri-
sieren. Da s Sys tem  eig net sich vor a llem  
f ü r kurzwellig e Infra rotla s er (SW IR ), ins-
b esond ere solche m it einer W ellenläng e 
von 1550 nm . 
Da s Gerät verf ü g t ü b er eine a ktive Flä-
che von 9,6 × 7,7 m m  und  eine Auflö-
sung  von 640 × 512 P ixeln (VGA). Auf-
g rund  einer hohen Z ers törschwelle m is s t 
es a uch höhere La s erleis tung en. Die 
Technolog ie unterlieg t keiner Beschrän-
kung  g em äß d en Interna tiona l Tra f f ic in 
Arm s R eg ula tions (ITAR ). 
Da s Stra hlprofilm es s g erät um f a s s t d ie 
Ophir Bea m Ga g e P rof es s iona l Sof tw a re. 
Sie b a s iert a uf Ultra ca l, d em  proprietä-

Schnitts telle f ü r schnelle Da tenü b ertra -
g ung  und  läs s t sich unkom pliziert in in-
d us trielle N etzwerke integ rieren.

https://www.keysight.com/de/de/home.html
www.ophiropt.com
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Fraunhofer IPMS entwickelt Chips für die Materialforschung

Charakterisierung  
organischer Halbleiter
Ein D u rchbru ch in der M aterialforsch u ng ist dem  Frau nhofer 
Institu t für Photonische M ikrosystem e IPM S gelu ngen: M it den 
neu  en tw ickelten C hips au f B asis von In terdigitalelektroden 
lassen sich em pfindliche u nd innovative M aterialien deu tlich 
effizien ter analysieren. 

Dazu zählen  un ter an derem  M ateria-
lien  für organ isc he Leuc htd ioden  

(OLEDs), organ isc he Solarzellen , organ i-
sc he Feldeffek ttran sistoren  (OFET) sow ie 
m etalloxid b asierte Gassen soren . Dies ver-
ein fac ht den  An gab en  zufolge den  Test-
p rozess erheb lic h, verk ürzt En tw ic k lun gs-
zeiten  un d stellt ein en  im m en sen  Fort-
sc hritt für d ie En tw ic k lun g elek tron isc her 
Tec hn ologien  der n äc hsten  Gen eration  dar.

Um  d iese Leistun gsfähigk eit gezielt an  
un tersc hied lic he An w en dun gen  an zup as-
sen , arb eitete das In stitut in  den  vergan ge-
n en  Jahren  en g m it Partn ern  un d Auftrag-
geb ern  zusam m en . „Die Chip s w urden  k on -
tin uierlic h w eiteren tw ic k elt, etw a durc h 
n eue Elek troden geom etrien , un tersc hied li-
c he Elek troden m aterialien  sow ie An p as-
sun gen  von  Gateoxidm aterial un d -d ic k e“, 
erläutert Projek tleiter Hen ry N iem an n . 

Bislan g stellte in sb eson dere d ie ein fa-
c he un d  p arallele Kon tak tierun g m ehrerer 
Elek troden  ein e Herausforderun g dar. M it 

dem  n euen  M essadap ter ist es dem  
Fraun hofer IPM S n un  gelun gen , d iese Lü-
c k e zu sc hließ en . Der M essadap ter er-
m öglic ht d ie p arallele Kon tak tierun g 
m ehrerer In terd igitalelek troden p aare un d  
steigert d ie Effizien z un d  Qualität des 
Testp rozesses deutlic h.

Zentrale Kenngrößen 
gezielt optimieren
„U n sere m aß gesc hn eiderten  Chip s er-
m öglic hen  es M aterialforsc hern , zen trale 
Ken n größ en  w ie Leitfähigk eit, Feldeffek t, 
Kon tak tw iderstan d  un d  Ladun gsträgerb e-
w eglic hk eit p räzise zu m essen  un d  gezielt 
zu op tim ieren “, verdeutlic ht Grup p en lei-
ter Alexan der Graf. „Dam it sc haffen  sie 
d ie Grun d lage für d ie En tw ic k lun g, Op ti-
m ierun g un d  Rep roduzierb ark eit von  M a-
terialien  un d  Prozessen  für m aß gesc hn ei-
derte Lösun gen , d ie den  sp ezifisc hen  An -
forderun gen  der In d ustrie en tsp rec hen .“

Neuer Messadapter für die gleichzeitige  
Kontaktierung von bis zu acht Interdigital- 
elektrodenpaaren.
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Chip AX1580, 15 mm x15 mm, mit 8 Gold-Inter-
digitalelektrodenpaaren mit einer Kanalweite von 
10 mm und Kanallängen von 2,5, 5, 10 und 20 µm. 
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www.ipms.fraunhofer.de
www.ipms.fraunhofer.de
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28.-29. April 2026 
 
Tag 1:  10:00 - 21:30 Uhr 
Tag 2:  09:30 - 16:15 Uhr 
 
Fraunhofer IPA, Stuttgart-Vaihingen

https://additive.industrie.de/ 
anwenderforum-additive- 
produktionstechnologie/ 

#Anmelden

Jetzt  
anmelden!

Stuttgart wird zum Treffpunkt der 3D-Druck-Community:
Das Anwenderforum Additive Produktionstechnologie bringt 
Forschung und industrielle Praxis zusammen. Freuen Sie sich 
auf Anwendervorträge, Workshops, exklusive Laborführungen 
und intensives Networking.

Für Fach- und Führungskräfte aus Maschinenbau, Automotive, 
Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt u. v. m.

Zwei Tage. Ein Campus. Die Zukunft der additiven Fertigung.

Unsere Partner*:

*Stand: 01.2026

Anwenderforum   

Additive  
Produktionstechnologie 
 
 

Das Kompetenznetzwerk der IndustrieIndustrie
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productronica 2025:  
die Talk-Highlights im Überblick

EPP Talk@
productronica

Von Smart Factory über Nachhaltigkeit bis KI und Cybersecurity: 
Unsere Expertengespräche im TV-Studio fassen die wichtigsten 

Trends der Messe praxisnah zusammen.

Wie gelingt die Digitalisierung in der Fertigung?

 Talk mit iTAC Software & Aegis Software

Prozessoptimierung mit KI

Premium-Talk mit Koh Young Europe

Supply Chain Resilience

Talk mit Perzeptron & Luminovo

Künstliche Intelligenz in der Elektronikproduktion

 Talk mit Xplain Data

Das Kompetenznetzwerk der IndustrieIndustrie

https://epp.industrie.de/productronica_2025/ 
epp-talk-productronica-2025 
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